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Dos de las marcas más famosas de EE.UU y Alemania, 
BEHA y AMPROBE (esta última con casi 70 años de 
historia e inventora de la primera pinza amperi-
métrica), se han unido para convertirse en una marca 
aún más fuerte, con el compromiso de proporcionar 
herramientas de la mejor calidad y una excelente asis-
tencia al cliente. BEHA-AMPROBE ofrece una amplia 
gama de equipos de comprobación innovadores y ren-
tables, específicamente diseñados para agilizar y facili-
tar el trabajo a los electricistas y electrónicos.

Así, gracias a la gran variedad de productos BEHA-AM-
PROBE, el electricista o electrónico puede obtener en 
una sola firma productos de calidad y a buen precio.

En ONDA RADIO S.A y siguiendo con nuestra política 
habitual, estaremos encantados de asesorar y orientar 
a nuestros clientes en la compra de estos excelentes 
productos.

www.ondaradio.es
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nacional Beha-Amprobe 
para el canal electrónico
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Control Avanzado para 
Máquinas Compactas 
Con un tamaño compacto y una funcionalidad 
potente, nuestro nuevo controlador de máquinas 
NX1 proporciona el control avanzado de la 
plataforma Sysmac a las máquinas compactas, con 
E/S integradas, alimentación de 24 VCC y puertos 
de comunicaciones EtherNet/IP y EtherCAT. El NX1 
ofrece un control síncrono y avanzado de todos 
los dispositivos de la máquina como motion, 
E/S, seguridad y visión en un único entorno de 
desarrollo integrado. 

Nuevo Controlador de Máquinas Compacto
Controlador de Máquinas Sysmac NX1

¿Desea obtener más información?    
  902 100 221
  omron@omron.es

industrial.omron.es/nx1

Software

Visualización

Controladores de Automatización de Máquinas

Motion

Seguridad

E/S

Visión
Detección

Kit de Iniciación NX1

Le ofrecemos la posibilidad de probar el nuevo controlador 
NX1 dándole a elegir entre dos modelos de kits de iniciación. 

                                                                                                            Puede obtener más información poniéndose en contacto 
                                                                                                                                                                                                                        con nosotros. 

http://bit.ly/2jG5y0s
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La  ser i e  PWM de 
MEAN WELL mejora 
su rango de frecuencia

 
La serie de LED drivers PWM (40-

60-90-120W) del fabricante taiwanés 
han sido uno de los modelos más 
empleados en el campo de ilumina-
ción LED. Actualmente con los niveles 
de frecuencia tan altos requeridos 
por las cámaras profesionales de alta 
velocidad empleadas en infinidad 

de eventos deportivos, MEAN WELL 
ha actualizado y mejorado la fre-
cuencia de salida de las PWM de 
300HZ a 1,47KHZ, con el fin de me-
jorar su funcionalidad y resolver los 
problemas de parpadeo durante las 
repeticiones a cámara lenta cuando 
los profesionales utilizan cámaras 
digitales de alta velocidad.

MEAN WELL ha terminado el tra-
bajo relacionado con la certificación 
y el proceso de informes de com-
patibilidad electromagnética. Esta 
actualización no afecta a las especi-
ficaciones eléctricas y nos ofrece una 
gama más amplia de aplicaciones 
para este tipo de LED drivers.

Convertidores ferro-
viarios URB1D-LMD-
10/15/20WR3 

La mejora y modernización de 
la red ferroviaria ha generado en el 
sector industrial nuevas oportunida-
des para desarrollos centrados en 
un mayor requisito de aislamiento. 
Para cumplir con ello, MORNSUN 

www.olfer.com

ha lanzado al mercado tres nuevas 
series de convertidores CC/CC con 
rangos de tensión de entrada muy 
amplios (40-160Vcc) y un aislamien-
to reforzado de 2250Vcc. Se trata de 
las series URB1D-LMD-10WR3, serie 
URB1D-LMD-15WR3 y serie URB1D-
LMD-20WR3.

Cumplen con las normativas 
EN60950/EN50155, lo que les hace 

especialmente indicados para equi-
pamiento ferroviario embarcado en 
72V, 96V y 110V como equipos de 
monitorización, controladores de 
aire acondicionado y pantallas de 
información, etc.

Estas series tienen una temperatu-
ra de funcionamiento desde -40°C a 
+85°C y múltiples protecciones (bajo 
voltaje de entrada y cortocircuito a 
la salida, exceso de corriente, sobre-
tensión). Las tres series cumplen con 
la normativa EMI EN50121-3-2 sin 
componentes externos. 

Además, los convertidores cum-
plen con el formato estándar inter-
nacional de 2*1 pulgadas con dos 
posiciones de pin-out disponibles 
(SIP o DIP) lo que les dota de una 
excelente compatibilidad con el resto 
de modelos del mercado. También 
están disponibles los formatos A2S 
(montaje en chasis) o A4S (montaje 
en carril DIN), que tienen protección 
contra inversión de la polaridad.

Características
• Amplio rango de entrada: 40-

160Vcc
• Aislamiento: 2250Vcc, aislamien-

to reforzado
• Temperatura de funcionamiento: 

-40ºC to +85ºC                         
• Protecciones: UVP, SCP, OCP, OVP
• Bajo ruido y rizado
• Pin out estándard
• Protección contra inversión de 

polaridad disponible en los mo-
delos A2S(montaje en chasis), 
A4S (montaje en carril DIn 35mm)

• Cumple con EN50155/EN60950
• URB1D-LMD-10WR3 y URB1D-

LD-20WR3 cumplen con la nor-
mativa EN50121-3-2 

• URB1D_LMD-15WR3 y URB1D_
LMD-20WR3 cumplen con la nor-
mativa EN50121-3-2 

Aplicaciones
Sistemas de control para puertas 

deslizantes

Series LH15/25: fuen-
te de alimentación de 
tipo médico con bajo 
consumo en stand-by

Mornsun presenta sus nuevos 
modelos en fuentes de tipo médico 
LH15-20BxxMU y LH25-20BxxMU 
que cumplen con la norma EN60601-
1, ANSI / AAMI ES60601-1 (2 × 
MOPP). 

Las principales características de 
la serie son su diseño encapsulado 

con aislamiento reforzado, 4000Vca 
de aislamiento, corriente de fuga 
inferior de 100μA, alta eficiencia de 
hasta el 89%, lo que nos permite un 
ahorro considerable en electricidad 
y un consumo de energía en modo 
stand-by de tan sólo 0,1 W. 

Además incorpora protecciones 
ante cortocircuito, sobre corriente y 
sobre tensión que garantizan la segu-
ridad tanto del sistema como de los 
pacientes. Estos modelos pueden ser 
usados en condiciones adversas, con 

una temperatura de funcionamiento 
desde -40 ºC hasta 70 ºC y entornos 
de hasta 5000m de altura.

http://www.olfer.com/
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En el campo de la automatiza-
ción de edificios los equipos insta-
lados han de cumplir la norma DIN 
43880. Esta normativa específica 
las dimensiones que han de tener 
las cajas y los componentes que 
se vayan a incorporar en los arma-
rios de distribución de este tipo 
de instalaciones. Es por esto que 
los fabricantes de equipos tienen 
que buscar y utilizar cajas para 
electrónica que cumplan estas di-
mensiones estandarizadas, tales 
como las cajas BC.

La automatización de edificios 
consiste en la monitorización, 
control y regulación de sus siste-
mas. Esto incluye apartados como 
gestión de servicios, control de 
persianas y toldos, sistemas de 
control de accesos o controlado-
res de iluminación. Por lo general 
estos sistemas están separados y 
gestionados por distintos equipos 
individuales, cuando lo ideal se-
ría incorporar una solución global 
flexible, donde una elección idó-
nea de la envolvente cobra vital 
importancia. Siguiendo esta línea, 
la comunicación entre módulos se 
podría simplificar utilizando co-

www.phoenixcontact.es

nectores a través del carril DIN, 
totalmente disponibles, con los 
que además se ahorría espacio, 
tiempo y cableado. Estos conec-
tores de 16 polos para carril DIN 
son ideales para transmitir seña-
les de bus y control, así como de 
potencia. Cada módulo, de esta 
forma, se podría desconectar de 
manera independiente del sistema 
y posteriormente se podría volver 
a conectar simplemente insertán-
dolo en el conector del carril. Esto 
ahorra muchísimo tiempo en lo 
relativo a instalación y manteni-
miento, y previene errores durante 
el cableado. Además, en caso de 
necesitar módulos de extensión 
con posterioridad, añadirlos resul-
ta sumamente rápido y sencillo. 

Para aportar aún mayor flexi-
bilidad y universalidad al sistema 
de envolventes para instalaciones 
en edificios, las partes superiores 
de las cajas BC ahora son también 
modulares, incorporando la posi-
bilidad de personalizar el espacio 
necesario para la conexión en cada 
módulo, pudiendo escoger entre 
tres posiciones distintas de cada 
panel por módulo. De esta forma 

la superficie de la placa de circuito 
impreso puede adaptarse aún más 
a las necesidades particulares de 
cada equipo y la instalación de la 
conexión electrónica simplificar-
se. Si se opta por la ubicación del 
panel lateral de un módulo en el 
extremo exterior, alineado con el 
extremo de la parte inferior de la 
caja, la máxima superficie de placa 
de circuito impreso puede usarse 
en el interior de la carcasa para 
montaje de componentes. 

Por el contrario, si se escoge 
la ubicación del panel lateral en 

el extremo más interior, se ofrece 
un amplio espacio de instalación 
para la conexión, pudiendo uti-
lizarse soluciones de doble piso, 
con mayor profundidad, o RJ45. 
La posición intermedia, la más ha-
bitual, integra ambas funcionali-
dades, siendo suficiente el espacio 
para conexión externa en la mayor 
parte de los casos. De este modo 
se ofrecen soluciones envolventes 
flexibles y universales, que se adap-
tan cada vez más a la electrónica 
existente, ya diseñada o particular 
de cada aplicación.

La parte superior de las cajas BC permite tres posiciones distintas de cada panel 
lateral por módulo.

Con los nuevos conectores 
para placa de circuito impreso de 
Phoenix Contact se pueden conec-
tar placas de circuito impreso LED 
flexibles de forma sencilla, rápida 
y segura entre sí.

Las secciones de la placa de 
circuito impreso pueden utilizarse 
como ampliación, acoplamiento 
angular o distribuidor en T. Los 
conectores blancos para placa de 

circuito impreso resultan apropia-
dos para aplicaciones de 2 y 4 po-
los con tiras LED de 8 y 10 mm de 
ancho. Los materiales aprobados 
por UL garantizan que los conec-
tores también se puedan utilizar en 
el mercado americano. 

Toda la serie de productos PTF 
ha sido diseñada para corrientes 
suma de hasta 10 A y tensiones de 
hasta 50 V (UL).

Nuevos conectores para placas 
de circuito impreso LED flexibles

Sistema de cajas BC modular para 
instalaciones en edificios

www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.es/
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Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

La nueva forma
de hacer contactos
Conectores directos con tecnología SKEDD

Phoenix Contact presenta el primer conector directo del mundo con conexión por 
resorte push-in. Gracias a la tecnología SKEDD se reduce notablemente el coste de 
componentes y procesos. Se trata simplemente de posicionar, introducir y encajar: 
así de sencillo resulta conectar la serie SDC a la placa de circuito impreso.

http://bit.ly/1VieKZX
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El Compute Module 3 
de Raspberry Pi para 
el desarrollo de aplica-
ciones de bajo coste ya 
está disponible en RS

El nuevo Compute Module 3 está 
pensado especialmente para el de-
sarrollo de sistemas integrados ofre-
ciendo una potencia de procesamien-
to de cuatro núcleos

RS Components ha anunciado el 
lanzamiento de la última versión del 
módulo de computación Raspberry 
Pi, basado en la arquitectura Raspbe-
rry Pi 3. El nuevo Compute Module 
Raspberry Pi 3 (CM3) ha sido diseña-
do para para el desarrollo de sistemas 
integrados en aplicaciones industria-
les, se presenta en formato DDR2 
SODIMM estándar y proporciona las 
mismas funciones y capacidades que 
Raspberry Pi 3.

El CM3 incorpora un procesador 
de aplicaciones BCM2837 Broadcom 
de 64 bits, procesador de cuatro 
núcleos ARM Cortex-A53 con una 
potencia de hasta 1,2 GHz y 1 GB 
de RAM LPDDR2. Integra además 
una memoria flash eMMC de 4 GB 

y presenta la misma asignación de 
pines que su predecesor, el Compute 
Module 1 (CM1).

Además de este modelo, también 
se encuentra disponible el Compute 
Module 3 Lite (CM3L), una  placa 
con las mismas funcionalidades en 
cuanto a capacidad de procesamien-
to pero que no cuenta con memoria 
flash, por lo que se reduce el coste. 
Los desarrolladores pueden incorpo-
rar la memoria según las necesidades 
específicas de su aplicación

Al igual que su predecesor, el 
Compute Module 3 está diseñado 
para su integración en aplicaciones 
de tipo industrial. Un ejemplo de ello 
es la gama de pantallas de gran for-
mato de última generación de NEC, 
diseñadas para su uso en espacios 
públicos con mucha luz, como es-
cuelas, oficinas, tiendas y estaciones 
de tren. Integran una cavidad para 
un Compute Module 3 opcional, con 
el objetivo de contralar desde él el 
contenido mostrado en las pantallas.

El módulo de computación Rasp-
berry Pi 3 también puede adquirirse 
en RS y Allied como parte de un kit 
de desarrollo junto con la placa Com-
pute Module IO. Esta sencilla placa 
de desarrollo open-source propor-
ciona toda la conectividad para el 
CM1, CM3 o CM3L a los cabezales 
de los pines y los conectores flexibles 
y permite al diseñador programar la 
memoria eMMC a través del puerto 
USB. Sirve como plataforma de crea-

ción de prototipos y para el desarro-
llo de placas base específicas para 
aplicaciones. 

“Nuestra iniciativa enfocada en 
extender las posibilidades de de-
sarrollo de Raspberry Pi ha sido un 
gran éxito, con muchas aplicaciones 
innovadoras desarrolladas ya en base 
a nuestro primer Compute Module”, 
asegura Eben Upton de la Raspberry 
Pi Foundation. “Esperamos que este 
dispositivo más potente de segun-
da generación, permita una mayor 
penetración en los mercados indus-
triales”. 

“La introducción de esta nueva 
versión del Compute Module muestra 
el interés y puesta en acción de la 

www.rs-components.com

Fundación Raspberry Pi en el ámbi-
to industrial, ya que va más allá de 
la misión original de la plataforma, 
que era actuar como herramienta 
de programación educativa”, explica 
Rob Maycroft, Global Product Ma-
nager for Raspberry Pi en RS. “Los 
desarrolladores de sistemas integra-
dos ya pueden sacar partido de los 
recursos de la comunidad Raspberry 
Pi y aprovechar las capacidades de 
procesamiento mejoradas de esta, 
para desarrollar nuevas aplicaciones”. 

El Compute Module Raspberry Pi 
3 y el kit de desarrollo y placa que 
lo acompañan ya está disponible en 
EMEA, Asia-Pacífico, y Allied (para 
América).

Ya disponibles en RS 
Components los kits 
para construir los bra-
zos robóticos de Igus®

Brazos robóticos sencillos y económi-
cos con hasta 4 grados de libertad. 

RS Components distribuye los 
nuevos kits robóticos de Igus que 
ofrecen hasta cuatro grados de liber-
tad de movimiento.

Comparando con la compra de 
componentes por separado, estos 
kits permiten ahorrar.

Cada uno de los dos kits dispo-
nibles contiene las piezas necesarias 
para construir un brazo robótico igus 
Robolink D – uno con 1 kg de capa-
cidad y otro con 4 kg de capacidad 
y mayor alcance. Ambos pueden 
ofrecer hasta cuatro grados de liber-
tad y son ideales para aplicaciones 
en departamentos de I+D, centros 
educativos, laboratorios y plantas 
industriales pequeñas y medianas; 
donde quiera que se necesite un 
brazo robótico colaborativo fiable, 
preciso, económico y flexible.

RS ha creado varios artículos en 
DesignSpark (en inglés) con ejem-
plos, tutoriales y vídeos creados por 
Massimo Temporelli, fundador del 
‘Fablab’, en Milán. Los tutoriales*, 
que pueden referenciarse todos entre 

sí, dependiendo de la fase del usua-
rio en su proceso de construcción, 
contienen todas las instrucciones 
necesarias para construir un modelo 
robótico operativo.

Los brazos robóticos de Igus per-
miten construir una solución robó-
tica personalizada en vez de optar 
por simplificar una unidad mucho 
más cara. La solución de control de 
código abierto hace que la integra-
ción también sea mucho más fácil 
y permite que el robot se conecte 
fácilmente en empresas y fábricas 
inteligentes que cada vez están más 
conectadas. En este caso, compacto 
y económico no significa que el ren-
dimiento sea inferior: estos robots 
pueden competir fácilmente con ro-
bots más costosos similares.

http://www.rs-components.com/


13

Diseñando para el Internet de las Cosas
Deje su huella en el nuevo mundo conectado

Estamos al borde del precipicio de una nueva era, la era del futuro 
conectado. Un mundo en el que los humanos interactúan continua 
y fácilmente con las máquinas. En los próximos 5 años, se estarán 
utilizando ya decenas de billones de dispositivos conectados. Ya es 
hora de cambiar el mundo.

¿Qué Cosas está haciendo para transportarnos al mundo IoT?

Más información en: 
es.rs-online.com/IoT
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Llegan los primeros 
Chipsets para el au-
tomóvil con seguridad 
funcional en visualiza-
dores de alta resolu-
ción

Gama ampliada con medidas de se-
guridad funcional para velocímetros, 
espejos retrovisores laterales y otros 
sistemas del vehículo

ROHM y LAPIS Semiconductor 
han anunciado la disponibilidad de 
chipsets diseñados para el control de 
LCD en el automóvil, incluyendo los 
grandes monitores de alta resolución 
utilizados para navegación y en el 
cuadro de instrumentos.

Durante los últimos años ha au-
mentado notablemente el nivel de 
adopción de LCD en los vehículos 
para el cuadro de instrumentos, na-
vegación, espejos electrónicos y otros 
sistemas; asimismo el creciente nú-
mero de aplicaciones ha impulsado 
la demanda de visualizadores más 
grandes y de mayor resolución. Para 
cubrir estas necesidades es necesa-
rio aumentar el número de canales 
de control, lo cual hace más difí-
cil la configuración y la verificación 
del funcionamiento del sistema, lo 
cual potencia a su vez la demanda 
de soluciones basadas en chipsets. 
Además, algunas aplicaciones como 
los espejos electrónicos, cuyo mal 

funcionamiento puede provocar ac-
cidentes graves, exigen seguridad 
funcional.

Los nuevos chipsets de ROHM 
integran un CI de corrección gamma, 
un controlador de temporización 
(T-CON), controlador de fuente y 
controlador de puerta para visualiza-
dores de tipo HD/FHD (la resolución 
más alta actualmente disponible en 
el mercado), así como un CI de ges-
tión de alimentación (power mana-
gement IC, PMIC) que asegura un 
control óptimo. Cada CI está dise-
ñado para compartir información en 
función de las necesidades, logrando 
así el nivel de fiabilidad exigido por la 
industria del automóvil al tratarse de 
la primera vez que se añade con éxito 
seguridad funcional a los dispositivos 
para visualizadores. También ofrecen 
compatibilidad con LCD para espejos 
retrovisores laterales y velocímetros.

La optimización del chipset ha 
permitido asimismo a ROHM cubrir 
una amplia variedad de especificacio-
nes y al mismo tiempo integrar una 
función de detección de fallos en el 
controlador de temporización para 
verificar el funcionamiento, posibili-
tando así la configuración de LCD de 
alta resolución.

Disponibilidad: actual

Principales características

1. Los primeros chipsets para el au-
tomóvil que ofrecen seguridad fun-
cional en LCD

Cada CI configurado en el chipset 
integra una función para seleccionar 
el modo de fallo previsto. Como re-
sultado de ello es posible detectar 
de manera complementaria el fallo 
de la pantalla, así como confirmar y 

proporcionar información como las 
señales de entrada al LCD así como el 
grado de afectación/destrucción del 
controlador de LCD. La introducción 
de seguridad funcional ayuda a evitar 
graves accidentes provocados por el 
mal funcionamiento de los monito-
res para el velocímetro, los espejos 
retrovisores laterales y otros sistemas.

Por ejemplo, es posible que el 
conductor no advierta que se ha con-
gelado la imagen de la pantalla para 
los espejos retrovisores laterales en 
el caso de que no se haya detectado 
ningún objeto en ese momento, con 
el consiguiente peligro de heridas 
graves si alguien pasa por detrás del 
coche mientras ése se está moviendo. 
Para evitar que esto ocurra, ROHM 
ofrece una seguridad funcional capaz 
de detectar si se ha congelado la 
imagen de la pantalla.

El PMIC incorpora un registro do-
ble para detectar un funcionamiento 
anormal y función de actualización 
automática para permitir la recupe-
ración durante el funcionamiento 
anormal, asegurando así un alto nivel 
de fiabilidad frente a influencias im-
previstas como el ruido.

2. Configuración sencilla de LCD de 
alta resolución HD/FHD

Los chipsets de ROHM están dise-
ñados para cubrir una amplia varie-
dad de especificaciones, facilitando 
así la configuración de LCD HD/FHD 
de alta resolución.

Además el controlador de tem-
porización cuenta con un circuito 
de detección de fallos para verificar 
el funcionamiento del chipset. Los 
ajustes de cada salida en el PMIC se 

pueden cambiar simplemente reescri-
biendo el valor del registro interno. 
Esto reduce los recursos de desarrollo 
y contribuye a compartir diseños de 
las placas.

3. Amplio soporte disponible, inclu-
yendo tarjetas de aplicación

ROHM prepara actualmente ma-
nuales, diseños de referencia y tar-
jetas de aplicación que facilitan la 
evaluación del chipset. Contacte con 
nosotros para más información.

Terminología

HD / FHD (High Definition / Full High 
Definition)

HD y FHD se refieren a la resolu-
ción de vídeo. Para HD es de 1280 × 
720 píxels, mientras que FHD equiva-
le a 1920 × 1080 píxels.

Seguridad funcional
La seguridad funcional incluye 

medidas de seguridad (conceptos 
para garantizar la seguridad) que mi-
nimizan el riesgo al añadir funciona-
lidad, como equipos de supervisión y 
protección. En el mercado del auto-
móvil, la seguridad funcional minimi-
za el riesgo hasta un nivel aceptable 
con el fin de evitar daños físicos en 
caso de mal funcionamiento debido 
al fallo del sistema electrónico. Existe 
incluso un estándar internacional 
para la seguridad funcional del au-
tomóvil (ISO26262).

Las funciones de protección re-
lativas a los CI son funciones que 
garantizan la seguridad del propio CI 
al supervisar el mal funcionamiento 
interno y los daños.

www.rohm.com/eu

 

Modos de fallo de 
LCD Pantalla en negro Imagen congelada/quemada Retardo de imagen 

Localización del punto 
de funcionamiento 
anormal 

   

Error del  
CI previsto 
basado en 
el 
funciona- 
miento 
anormal 

PMIC ① Apagado - - 

T-CON ② Error de señal LVDS 
③ Fallo de registro interno ⑦ Error de señal LVDS - 

Contro- 
lador 
de fuente 

④ Error de tensión de entrada  
← detectado por PMIC 
⑤ No hay señal de entrada  
← detectado por T-CON 
⑥ Salida fija estado bajo 

⑧ Señal de entrada 
indeterminada - 

Contro- 
lador de 
puerta 

- ⑨ Error de señal de entrada  
← detectado por T-CON 

⑩ Error de tensión de entrada  
← detectado por PMIC 

www.microchip.com
http://www.rohm.com/eu
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ROHM Semiconductor, líder en tecnología SiC, se ha centrado durante años en el desarrollo de SiC para 
su utilización como material destinado a dispositivos de potencia de próxima generación y ha conseguido 
reducir el consumo y aumentar la eficiencia.

Sistemas energéticamente  
eficientes y sostenibles con SiC

ROHM es el primer suministrador de  
semiconductores en el mundo que ha  
logrado llevar con éxito la tecnología 
Trench MF de SiC a la producción masiva

Los expertos locales en sistemas ofrecen un 
soporte completo para aplicaciones

Sistema propio de fabricación integrada del 
sustrato al módulo

Oblea de SiC,
Diodos Schottky, MOSFET,
Discretos y módulos

Líder tecnológico Soporte total a nivel de sistema

Control total de calidad y de la  
cadena de suministro

Gama completa 

Sign Up

ROHM E-Newsletter

www.rohm.com/eu

SMALLER
STRONGER
FASTER

http://bit.ly/1NYQCsG
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Congatec presenta los 
nuevos módulos COM 
Express con proce-
sadores Gen 7 Intel 
Core (Kaby Lake)

Los nuevos módulos de congatec 
son simplemente mejores

Congatec ha lanzado nuevos 
módulos COM Express Compact 
al mismo tiempo del lanzamiento 
de la 7 ª generación de procesa-
dores SoC Intel Core  (Kaby Lake). 
Los nuevos módulos COM (Com-
puter-on-Modules) conga TC175 
con el sucesor Skylake de Intel, 
la segunda variante de la actual 
microarquitectura de 14nm, es 
simplemente mejor que sus pre-
decesores. Las características más 
convincentes incluyen un mayor 
rendimiento de la CPU, gráficos 
HDR más dinámicos gracias al co-
dec de vídeo de 10 bits y soporte 
de memoria super-rápida opcional 
Intel Optane  basada en 3D Xpoint.

Gracias a su compatibilidad con 
la generación anterior, la microar-
quitectura ampliamente mejorada, 

puede integrarse en sistemas em-
bebidos existentes sin un esfuerzo 
de diseño adicional. El factor de 
forma estandarizado COM Express, 
las extensas implementaciones de 
controladores industriales de con-
gatec, así como el soporte perso-
nal de integración y los servicios 
individuales de diseño embebido y 
fabricación hacen que sea especial-
mente fácil para los desarrollado-
res integrar esta nueva generación. 
Las aplicaciones de destino son 
aquellas dondequiera que los siste-
mas sin ventilación forzada, y com-
pletamente sellados, deban ofrecer 
alto rendimiento a 15 vatios TDP.

“Las cuatro versiones actuales 
de 15 vatios de la 7ª generación 
de procesadores Intel Core  en el 
mapa de trabajo embebido IOTG 
de Intel, proporcionan el rendi-
miento requerido por muchos de 
los nuevos campos de aplicación 
de la informática embebida. La 
demanda se encuentra práctica-
mente en todas partes: desde las 
aplicaciones industriales, médicas 
y de transporte hasta el entrete-
nimiento y la venta minorista, así 

como en la construcción y domó-
tica. También impulsarán el avance 
hacia los últimos sistemas opera-
tivos como Windows 10 IoT, que 
cuenta con opciones de seguridad 
y bloqueo mejoradas para disposi-
tivos conectados con IoT “, explica 
Martin Danzer, Director de Gestión 
de Productos de congatec. Por su-
puesto, todos los demás sistemas 
operativos actuales, como Linux 
3.x / 4.x, Yocto y VxWorks también 
son compatibles.

Memoria Intel Optane 
 
Los nuevos módulos informá-

ticos COM Express de congatec 
admiten la memoria Intel Optane  
que se basa en la tecnología 3D 
XPoint. Comparado con los SSDs 
NAND, ofrece una latencia signi-
ficativamente menor, pero es ca-
paz de manejar el mismo tamaño 
de paquetes de datos. Con una 
latencia de sólo 10 μs, aproxima-
damente mil veces inferior a la de 
los HDDs estándar, los límites entre 
la memoria principal y el almace-
namiento se están diluyendo. Las 
tarjetas de evaluación de congatec 
ya soportan esta tecnología de 
memoria rápida, que es especial-
mente adecuada para el procesa-
miento de datos, computación de 
alto rendimiento, virtualización, 
almacenamiento de datos, nube, 
simulación, imágenes médicas y 
muchas otras aplicaciones, desde 
septiembre de 2016. 

Conjunto de características al de-
talle 

Los nuevos módulos COM Ex-
press Compact conga-TC175 es-
tán equipados con variantes doble 

www.congatec.com

núcleo de 15 vatios, de los pro-
cesadores SoC Gen 7 Intel Core . 
En concreto, se trata de los pro-
cesadores Intel Core i7 7600U de 
2.8 GHz, los procesadores Intel 
Core i5 7300U de 2.6 GHz y los 
procesadores Intel Core i3 7100U 
de 2.4 GHz, así como el procesador 
Intel Celeron 3695U con 2.2 GHz. 
El TDP de todas las variantes es 
configurable de 7,5 a 15 Watts, 
lo que facilita la adaptación de la 
aplicación al concepto de energía 
del sistema. 

Todos los módulos soportan 
hasta 32 GB de memoria de doble 
canal, que para DDR4, proporciona 
significativamente más ancho de 
banda y una mejor eficiencia ener-
gética que las actuales implemen-
taciones DDR3L convencionales. El 
Intel Gen 9 HD Graphics 620 ofrece 
un rendimiento gráfico alto con las 
últimas capacidades de DirectX 12 
y admite hasta tres pantallas inde-
pendientes con hasta 4k a 60 Hz a 
través de eDP 1.4, DisplayPort 1.2 
y HDMI 2.0a. 

Gracias a la codificación / des-
codificación de 10 bits acelerada 
por hardware y al alto rango di-
námico de HEVC y VP9, los flujos 
de alta definición se están volvien-
do más vivos y realistas en ambas 
direcciones. Los nuevos módulos 
de congatec soportan pin COM 
Express Type 6 con PCI Express Gen 
3.0, USB 3.0 y 2.0, SATA Gen 3, 
Gigabit Ethernet e interfaces de 
baja velocidad como LPC, I²C y 
UART. Soporte de integración per-
sonalizado, una amplia gama de 
accesorios y servicios opcionales 
de diseño embebido y fabricación 
para carrier boards de aplicación 
específica y diseños de sistemas, 
también están disponibles.

http://www.congatec.com/
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www.es.farnell.com

Jefe de Marketing de Premier Farnell. 
“Hay más de 600.000 productos a 
elegir y ya hemos visto excelentes 
ideas que utilizan la tecnología para 
lograr un impacto positivo”.

Los participantes solo necesitan 
una idea que utilice los productos 
de Farnell element14 para lograr un 
impacto positivo en el mundo a tra-
vés de la tecnología. Las ideas que 
podrían cambiar el mundo van desde 
dispositivos “wearable” que pueden 
salvar vidas monitorizando la salud 
del usuario hasta panales impresos 
en 3D que ayudan a las abejas a 
producir más miel. Otros innova-
dores podrían optar por cambiar su 
realidad más cercana: por ejemplo, 
una pelota de fútbol con detección 
de presión basada en Raspberry Pi, 
como la utilizada en Estados Unidos 
para mejorar la potencia de tiro de 
los jugadores.

El abanico de productos que 
podrían utilizarse para cambiar el 
mundo es enorme. Los ordenadores 
de placa única, como Raspberry Pi y 
Beagle Bone Black, ya se vienen uti-
lizando en proyectos que van desde 

rroga del plazo de aceptación de 
propuestas ofrecerá a más personas 
la posibilidad de “cambiar el mundo” 
gracias a la tecnología”.

Los ganadores también tendrán 
la oportunidad de conocer al equipo 
de Farnell element14 para estudiar 
las opciones de llevar el diseño a la 
producción. Los ingenieros que de-
seen participar en esta competición 
pueden encontrar más información 
en www.element14changetheworld.
com

sistemas informáticos de altas pres-
taciones para investigación científica 
hasta un vehículo de exploración de 
la NASA. 

Los participantes también pueden 
encontrar la forma para cambiar el 
mundo a través de equipos de prue-
bas, ¡o incluso mediante consumibles 
sencillos como los adhesivos!

“Ya nos ha impresionado la cali-
dad de las ideas que hemos recibido 
en nuestra competición ‘Change the 
World’”, comentó Steve. “La pró-

Más tiempo para “cam-
biar el mundo”: Farnell 
element14 prorroga el 
plazo de la concurso 
de diseño “Change the 
World”

Farnell element14 ha prorrogado 
el plazo de su competición global 
para descubrir cómo pueden los in-
genieros cambiar el mundo  (‘Change 
the World’) con sus ideas de diseño. 
La web del concurso ahora aceptará 
propuestas hasta el 28 de febrero 
de 2017.

El concurso invita a los diseñado-
res que ideen maneras creativas de 
emplear 1.000 dólares en productos 
de Farnell element14 para lograr un 
impacto positivo en el mundo. Los 
participantes proporcionan una breve 
explicación de sus ideas, así como lis-
ta de los productos que utilizarían, y 
los 10 finalistas recibirán los produc-
tos escogidos por valor de 1.000 dó-
lares para que su idea se haga reali-
dad. “Si se tiene una idea, presentarla 
es realmente sencillo y solo se tardan 
unos minutos”, declaró Steve Carr, 

element14 firma acuer-
do global exclusivo con 
Micro:bit Foundation

element14 y Micro:bit Founda-
tion han firmado un acuerdo global 
exclusivo de fabricación y distribución 
de la BBC Micro:bit. Este acuerdo 
continúa con el éxito del programa 
educativo liderado por la BBC en 
el 2016 en el que se regalaron un 
millón de micro:bits para apoyar la 
enseñanza en los colegios. 

La BBC micro:bit es una intro-
ducción práctica y fácil de usar al 
mundo de la tecnología y está llena 

de funcionalidades que ofrecen posi-
bilidades infinitas para la creatividad.  
El dispositivo cuenta con el soporte 
del sitio web www.microbit.org que 
incluye una variedad de recursos y 
guías para ayudar a los usuarios a 
aprovechar el gran potencial de la 
BBC micro:bit. 

El acuerdo permite a element14 
desarrollar alianzas con organizacio-
nes educativas para repetir a nivel 
mundial el éxito del programa en el 
Reino Unido, apoyando el desarrollo 
de la próxima generación de ingenie-
ros mediante la participación desde 
una temprana edad.

Richard Curtin, Senior Director 
of Strategic Alliances de element14, 
ha dicho: “La iniciativa de la BBC 
micro:bit pasará a la historia como 
un acontecimiento en el mundo de 
la educación CTIM y la programación 
de ordenadores en el Reino Unido.  
El sitio web de la BBC micro:bit ya 
ha recibido más de 15 millones de 
visitas, el simulador del código se 
ha ejecutado más de 10,8 millones 
de veces y el compilador otros dos 
millones de veces.  

“element14 se complace en ha-
ber firmado este acuerdo global con 
la recientemente creada Micro:bit 

Foundation, pues nos permite re-
producir esta solución didáctica in-
novadora para las organizaciones 
educativas  de todo el mundo”.

En línea con este nuevo acuerdo 
y en respuesta a la demanda sin pre-
cedentes en toda Europa tras el pro-
grama en el Reino Unido, element14 
ahora tiene stock disponible de las 
BBC micro:bit para distribuidores 
minoristas en varios países europeos 
claves.  Las organizaciones educativas 
y los particulares podrán comprar 
las BBC micro:bit a distribuidores 
en Alemania, Francia, Italia, Suecia, 
Holanda y Finlandia.

www.element14changetheworld.com
www.element14changetheworld.com
http://www.es.farnell.com/
e14changetheworld.com
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Advantech lanza su nueva gama 
completa de plataformas infor-
máticas integradas con la última 
generación de la familia de proce-
sadores lntel® Core™ de 7ª Gene-
ración (anteriormente Kaby Lake). 

Estas plataformas están com-
puestas de Módulos SOM-5898 
y SOM-6898, y una Placa base 
Industrial AlMB-205, AlMB-275, 
AlMB-285, AlMB-505 y AlMB-585. 
Con la última familia de procesa-
dores lntel® Core™ de 7ª gene-
ración y los servicios integrados 
de software de la plataforma loT 
integrada de WlSE-PaaS de Advan-
tech, estos productos Advantech 
Embedded aportan impresionantes 
capacidades visuales, rendimiento 
avanzado de CPU y gráficos y me-
jores gráficos 4K; lo que los hace 
ideales para terminales de transac-

ciones minoristas, señalización di-
gital y pantallas, diseño industrial 
y automatización, seguridad digital 
y vigilancia y mucho más.

7th Generation La familia de pro-
cesadores lntel® CoreM optimiza 
las soluciones integradas Advan-
tech

Gracias a los procesadores 
lntel® Core™ más delgados y rá-
pidos con soluciones innovadoras 
para el loT, la última familia de 
procesadores lntel® Core™ de 7ª 
generación ofrece impresionantes 
capacidades visuales al tiempo que 
optimiza el rendimiento y el uso de 
energía. Fabricados con la última 
tecnología de 14 nm, ofrecen ma-
yor rendimiento de CPU y gráficos 
en comparación con procesadores 
de 6ª generación con gráficos 4K 
mejorados. Advantech diseñó su 

última serie de placas integradas 
y sistemas en diversas formas, 
incluyendo tarjetas base indus-
triales SOM-5898 COM Express 
Basic, SOM-6898 COM Express 
Compact, AlMB-205, AlMB-275, 
AlMB-285 Mini-lTX y AlMB- 505 y 
AlMB-585 Micro-ATX. Gracias a la 
última generación de la familia de 
procesadores lntel® Core™ de 7ª 
generación, cada uno de estos dis-
positivos ofrece valor, eficiencia y 
conectividad a la informática inte-
grada con características esenciales 
que aumentan el rendimiento y el 
uso de la energía para impulsar los 
diseños IoT a la nube.

Software pre-integrado de soft-
ware-WlSE-PaaS para innovaciones 
IoT

Las últimas placas y sistemas in-
tegrados de Advantech están equi-

www.advantech.eu

pados con múltiples OS, software 
de valor agregado y WISE-PaaS 
integrado, un servicio integrado 
de software de plataforma loT para 
administración remota, seguridad 
del sistema y servicios en la nube 
preconfigurados que mitigan su 
esfuerzo de desarrollo y potencian 
su solución de LOT. WlSE-PaaS se 
asoció con Microsoft Azure para 
permitir la integración perfecta de 
hardware y software y herramien-
tas analíticas para el análisis de 
datos. Además, Advantech lanzará 
WlSE-PaaS Marketplace, un sitio 
web de compras de software en 
línea, para brindar diversos servi-
cios en nube de loT, servicios de 
seguridad, servicios de software 
WlSE-PaaS y paquetes de solucio-
nes loT integrados con soluciones 
cloud loT para acelerar y transfor-
mar su negocio.

• IoT Connectivity
• Data Manageability
• Pre-configured Cloud Services 

Edge Intelligence Server
   WISE-Point 2000 Package
IoT Membership Program

Diverse Software Solutions

Business Matchmaking

Technical Support

• Cloud Services 
• Security Services
• WISE-PaaS IoT Services

WISE-PaaS Marketplace

Azure Remote 
Monitoring

Azure Predictive
Maintenance

ARM Device 
Connector

Application
Control

Integrity
Control

Endpoint
Security

Embedded IoT Solutions and Services

Small Form Factor (RISC & X86) Industrial Motherboards Embedded ModulesWireless IoT Node Devices & Gateways

Embedded Box PCs Embedded PCs Digital Signage & Gaming Platforms

Industrial Display Systems

www.advantech.eu

Advantech lanza las últimas plataformas incorpo-
radas con la familia de procesadores Intel® Core M 
de 7ª generación

http://www.advantech.eu/
http://bit.ly/1SZf5N2
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Los mejores métodos para medir y monitorizar los 
niveles de un fluido dependiendo de la aplicación. 

mencionados en el apartado de transmisores continuos 
con flotador.      
    

Transmisores de Nivel con 
Radar 

Éste es un método sin contacto 
que implica rebotar un pulso 
electromagnético en una superficie y 

medir el tiempo que requiere en volver al sensor. Cuanto 
más rápido regrese el pulso, mayor el nivel del líquido. El 
método de medición sin contacto ofrece ventajas en las 
que las características del medio no son tan restrictivas. 
Sin embargo, los radares funcionan mejor con envases 
metálicos. Los envases pueden hacer que algunos medios 
no puedan usar esta tecnología. Medios altamente 
corrosivos, por ejemplo, no se pueden almacenar en 
recipientes metálicos, así que para tal situación el radar no 
sería la mejor opción. La tecnología de detección por radar 
requiere un tiempo de instalación. El software se tiene 
que instalar para poder calibrar el equipo. La calibración 
elimina los ecos falsos dentro del envase. 

Capacitancia de Radio Frecuencia 
      
La tecnología de radio frecuencia utiliza características 
eléctricas de capacitores en un envase para localizar el 
contorno de la superficie. Esta tecnología puede utilizar 
los niveles de gránulos o fluidos con diversas densidades. 
El equipo es similar al de sondeo de nivel con flotador, solo 
que, en lugar de utilizar imanes, el lateral del contenedor 
sirve comúnmente como segundo conductor.  Una 
desventaja de esta tecnología es la acumulación de fluido 
en la sonda, ya que, si no se le da un un mantenimiento 
y limpieza adecuados, puede generar lecturas erróneas 
de nivel. Es importante configurar la sonda y el envase de 
manera correcta, para lo cual existen diseños a medida 
que se adecuan a sus necesidades. 

Sensores y Transmisores
de Ultrasonidos

Parecidos a los sensores de radar, los sensores
ultrasónicos son poco sensibles a las características del 
envase.  Es básicamente una tecnología para niveles de  
fluido en los que una medida será suficiente. Ya que no 
es una tecnología de contacto , se pueden medir ácidos, 
químicos de imprenta o incluso aguas residuales de manera 
sencilla. Los grumos o  fluidos esponjosos pueden alterar 
la precisión de esta tecnología si no se diseña un proceso 
más sofisticado para la recolección de información.

ara medir y monitorizar los niveles de fluido de manera 
precisa, es imprescindible seleccionar la metodología 
correcta para el medio y el recipiente elegidos. A 
continuación, presentamos los seis métodos más 

comunes para monitorizar el nivel de fluido, cada uno de los 
cuales tiene sus ventajas y desventajas.

Transmisores de Nivel Continuo 
con Flotador
Estos sensores de nivel utilizan un flotador 
suspendido sobre el líquido, sujetado por una 
vara o varilla, el cual envía una vibración al 

sensor a través de la misma. 

Existen dos clases principales : magnetoestrictivos y resistivos.
En ambos casos, una de las principales ventajas, es la posibilidad 
de instalar un grupo de sensores y flotadores para medir el nivel 
de distintos fluidos. Por ejemplo, para detección de derrames. 
Además, proporcionan una gran precisión, especialmente, en 
materiales espumosos, donde otras tecnologías sin contacto, 
como la de ultrasonido, suelen dar resultados erróneos. Sin 
embargo, el requerir contacto presenta desventajas, ya que los 
materiales en las varillas o flotadores pueden no ser compatibles 
con el ambiente. Además, la temperatura o la flotabilidad 
pueden alterar la exactitud de los resultados. Por último, 
el desplazamiento de flotadores y varillas en envases muy 
pequeños puede llevar a resultados imprecisos. Los transmisores 
de nivel continuo con flotador son apropiados y muy eficaces 
para aplicaciones comunes.

Transmisores De Presión 
Diferencial

Utilizados de manera difundida en diversas 
aplicaciones, los transmisores de presión 
diferencial se pueden utilizar para determinar 

niveles de fluido conociendo la diferencia de presión entre 
la salida de alta presión y la salida de baja presión en su 
configuración común. La diferencia de presión se convierte en 
una señal de salida que se calibra para indicar el nivel de fluido.

Célula de Carga 

Una célula de carga es una técnica de 
transductor que mide el peso, una fuerza 
mecánica o una carga, con una señal de 
salida equivalente al nivel de fluido. 
Estas tecnologías varían, de muy asequibles y 

genéricas, a diseños personalizados. La monitorización de fluido 
normalmente presenta una menor complejidad. La fuerza es 
unidireccional, estática y repetitiva. Se aplican los inconvenientes 
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Posibilidades infinitas

En la ciencia ficción o en las visiones 
del futuro, las pantallas juegan un 
papel importante con mucha fre-
cuencia. Y entretanto ya estamos 
en el futuro: Los OLED permiten 
desarrollar pantallas finas, flexibles 
y transparentes incluso con nue-
vas formas, ofreciendo un amplio 
campo de juego para dotar a las 
aplicaciones existentes con opciones 
adicionales o para crear productos 
completamente nuevos. 

La mayoría de las pantallas aún 
se basan en la tecnología de pan-
tallas de cristal líquido o LCD (li-
quid crystal display), o de transistor 
de películas finas o TFT (thin-film 
transistor). Sin embargo, cuando 
se trata de una visualización espe-
cialmente innovadora, cuando haya 
requisitos extremadamente especí-
ficos o cuando se vayan a realizar 
grandes diagonales, se emplean 
cada vez más los diodos orgánicos 
de emisión de luz u OLED (organic 
light emitting diode). Estos utilizan 
materiales orgánicos que emiten 
luz al alimentarse con corriente. 
Por lo tanto, a diferencia de los TFT 
se iluminan solos y no requieren re-
troiluminación. La única desventaja 

que tienen actualmente es su vida 
útil relativamente corta. Los OLED 
individuales pueden llegar a durar 
más de 30.000 horas, aunque se 
están realizando investigaciones 
para aumentar esta cifra. El fabri-
cante también está trabajando en 
incrementar su eficiencia energética 
por encima del 30%. 

Al principio, los OLED se basa-
ban sobre todo en portadores de 
vidrio rígidos; en la actualidad ya se 
encuentran pantallas curvas, como 
por ejemplo en smartwatches, o 
incluso variantes redondas como 
las que ofrece DLC. Mediante un 
encapsulamiento de película fina se 
pueden fabricar OLED basados en 
metal o vidrio aún más finos.

En función del tipo de estimu-
lación se diferencia entre OLED de 
matriz pasiva, PMOLED, y OLED de 
matriz activa, AMOLED. 

OLED de matriz pasiva

Los PMOLED utilizan para su es-
timulación un esquema de control 
secuencial sencillo. Este estimula 
una fila (o línea) detrás de otra de 
la pantalla. Puesto que los PMOLED 
no tienen condensador de almace-
namiento, la mayoría de las filas de 
píxeles están apagadas durante la 

www.rutronik.com

mayor parte del tiempo. Para que a 
pesar de esto se logre una determi-
nada iluminación se requiere mayor 
tensión, y esto, a su vez, conlleva al-
gunas desventajas: Los PMOLED no 
son muy eficientes desde el punto 
de vista energético, y además tienen 
una vida útil reducida debido a la 
tensión relativamente alta. 

Con respecto a la resolución y 
al tamaño también se presentan 
límites, ya que la tensión requerida 
aumenta con el número de filas. 
Así, las pantallas PMOLED no suelen 
superar un tamaño de 3”. 

Su gran ventaja es que su precio 
es más barato gracias a que la fa-
bricación es más sencilla y económi-
ca. Algunos fabricantes ya ofrecen 
pantallas PMOLED flexibles, que se 
utilizan en pulseras deportivas, in-
cluso pueden encontrarse modelos 
transparentes. 

OLED de matriz activa

Los AMOLED utilizan un tran-
sistor de películas finas con con-
densador de almacenamiento. El 
condensador se encarga de que 
solo cambie una fila de píxeles cada 
vez, todas las demás permanecen 
iluminadas durante todo el tiempo. 
Así, los AMOLED requieren menos 
energía que los PMOLED, consiguen 
tasas de repetición de imagen más 
cortas y permiten desarrollar panta-
llas más grandes con mayor resolu-
ción. Sin embargo, su fabricación es 
más cara, por lo que los productos 
finales también lo son. 

Una forma especial son los 
AMOLED de lámina, que permiten 
pantallas curvas. Se basan en un 
sustrato plástico flexible que apenas 
protege el OLED contra daños por 
humedad u oxígeno. Los fabricantes 
mejoran la estanqueidad mediante 
capas de bloqueo optimizadas. 

Buenas perspectivas

En la actualidad, los OLED se 
encuentran sobre todo en pantallas 
de teléfonos móviles y otros pro-
ductos electrónicos de consumo, en 
dispositivos médicos, soluciones de 
iluminación, así como en el sector 
del automóvil, por ejemplo panel de 
instrumentos e iluminación interior, 
así como para aplicaciones total-
mente nuevas, como el retrovisor in-
terior o las pantallas HUD (Head-Up 
Display, sistema de proyección de 
información sobre el parabrisas). Si 
los fabricantes consiguen aumentar 
la eficiencia energética y luminosa 
de los OLED, se implementarán cada 
vez más en los años venideros y la 
imaginación de los desarrolladores 
de novedades no tendrá límite para 
muchos mercados. 

http://www.rutronik.com/
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Normalmente los procesos dis-
continuos como el control (PLC) y 
la visualización (HMI) son visualiza-
dos y constituyen una unidad fija. 
El PLC controla y regula una receta  
a través de su programación propia 
(procesamiento por lotes). 

Una desventaja de este control 
de procesos, entre otras cosas, es 
la dependencia  de la cadena de 
control existente que está confi-
gurado exactamente al grupo de 
equipos. 

La imagen nos muestra un 
concepto nuevo y moderno; la 
aplicación Runtime (RT) para el 
control y visualización con el TIA 
Portal WinCC Advanced Runtime 
(Multi-Panel, S7-1500) que está 
programado de manera que per-
mite la configuración del sistema 
completo, eso quiere decir de la 
visualización y el programa en el 
proceso de RT. 

No mas configurar en el entorno 
de desarrollo (TIA Portal), sino mas 
bien cuando está corriendo el pro-
grama. Esto presenta las siguientes 

ventajas: la representación según 
la norma DIN EN 62424, progra-
mación según la norma IEC 61131, 
adquisición de propiedades NCF 
desde el Framework TIA, una cer-
tificación para diferentes sistemas 
o instalaciones, configurar cadena 
de etapas (Grafcet) sin programar, 
parametrizar todos los actuado-
res, prueba continua automática 
en línea de entradas y salidas y 
el archivado de recetas, partes de 
receta y cadena de etapas. 

Configuración de la creación de 
un P&ID

Componentes tales como ac-
tuadores, motores, bombas y con-
troles se colocan en la biblioteca 
de componentes haciendo clic 
en la superficie del panel táctil y 
se conectan con las líneas. Cada 
uno de estos objetos se pueden 
configurar y parametrizar con sus 
propiedades de objeto. Esto crea 
el diagrama de tuberías e instru-
mentación a medida deseada. Los 

componentes del plan se pueden 
configurar individualmente y re-
ciben tanto la conexión de datos 
GMP correspondiente al PLC. Para 
las pruebas de entrada, salida y 
el control manual de la planta, 
bastará con señalizar en la visuali-
zación (P&ID) de los elementos, así 
como de los indicadores, motor, 
bomba, etc. 

Para un desarrollo posterior 
de recetas, como ejemplo, válvula 
llena y el siguiente paso después 
de una bomba llena, estas accio-
nes se formulan haciendo clic en 
cada componente la cual abrirá 
una serie de cadenas del elemento 
clicleado y se formula directamente 
sin programar. 

El proyecto está listo para el 
funcionamiento en automático. 
Para este pequeño proyecto (Fi-
gura x), la planificación y puesta 
en marcha, proporcionando una 
instalación eléctrica en vivo de los 
componentes del PLC, se ha finali-
zado después de  aproximadamen-
te 2 horas.

 Cada receta tiene acceso a una 
cadena de etapas que consiste en 
acciones y transiciones. El resul-
tado es un concepto general que 
se guarda como un BATCH. Las 
acciones y las transiciones se con-
figurarán directamente del elemen-
to de la planta. Estas son simples 
instrucciones (cuasi-programación) 
que están asociados con un clic 
del mouse. 

Una cómoda administración de 
objetos  permite la reutilización y 
la intercambiabilidad de los mó-
dulos correspondientes a las rece-
tas. Después del test de cadenas 
secuenciales se prueba la receta 
completa. Las fases resultantes 
forman entonces el lote, que en 
última instancia es el producto. 
Características tales como GMP y 
seguridad (prueba IEC) se pueden 
configurar para objetos correspon-
dientes y por lo tanto utilizan au-
tomáticamente las características 
de calidad del TIA Portal.

ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=bzsoVojgLE8

Automatización de procesamiento por lotes (BATCH)

Configurar en vez de programar

Autor: Johannes Hofer

Una aplicación en WinCC TIA Portal en el tiempo de ejecución (RT) permite la creación de un proyecto P&ID 
- Diagrama de flujo de los procesos por lotes en la industria de procesos. La gran ventaja de esta aplicación 
es que ya no se configurará sólo en el entorno de desarrollo (TIA Portal), sino también en el mismo  tiempo 
de ejecución. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzsoVojgLE8
https://www.youtube.com/watch?v=bzsoVojgLE8
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Controlador de conmu-
tación alimenta micro-
procesador desde un 
bucle de 4-20 mA

El nuevo controlador de conmu-
tación R420-1.8/PL de RECOM ha 
sido especialmente desarrollado para 
la alimentación de microprocesado-
res desde un bucle de 4-20 mA. El 
módulo plano se caracteriza por una 
muy baja corriente sin carga y un alto 
grado de rendimiento.

A pesar de que el bucle analógi-
co de 4-20 mA ya tiene tanta anti-
güedad que podría perfectamente 
retirarse, sigue siendo el estándar 
indiscutible en la tecnología de pro-
ceso y regulación. Esto se debe a que 
la tecnología relativamente simple 
de dos conductores es muy fiable y 
fácil de instalar. Pero el suministro 
de componentes digitales desde la 
parte no utilizada de la corriente de 

bucle se ha convertido en un tema 
desde que los microprocesadores 
procesan datos primarios y los mó-
dems HART (Highway Addressable 
Remote Transducer) aseguran que 
los sensores inteligentes envían una 
variedad de diferentes datos sobre el 
mismo bucle.

Los ICs convencionales de regu-
ladores de conmutación no pueden 
usarse para esta tarea porque son 
altamente eficientes a carga plena, 
pero sobrepasan rápidamente el lí-
mite de 4 mA incluso con cargas 
mínimas. Y la baja corriente de re-
poso en modo de espera no ayuda, 
ya que la tensión de salida principal 
está totalmente apagada. E incluso 
el uso de reguladores lineales no 
es óptimo. Su corriente de reposo 
con aproximadamente 0,5 mA se 
encuentra significativamente “en la 
zona verde”, pero el pobre grado de 
rendimiento asegura que la potencia 
disponible es inferior a la de regula-
dores de conmutació (con un factor 
de 3 aproximadamente).

Es aquí donde el regulador de 
conmutación R420-1.8/PL recien-

temente desarrollado por Recom 
ofrece una solución particularmente 
inteligente. Gracias a su novedosa 
topología pudo reducirse la corriente 
sin carga en alrededor de 100μA, 
aplicándose la tensión nominal com-
pleta en la salida. Un ejemplo: Con 
24 VCC y <3,5 mA en la entrada 
se encuentran disponibles 3,3 V/10 
mA en la salida, de modo que junto 
al microcontrolador y módem HART 
puede alimentarse también la elec-
trónica del sensor sin afectar la fun-
cionalidad del bucle o la precisión de 
la medición. 

Otra ventaja del nuevo regulador 
de conmutación radica en el hecho 

www.recom-power.com

de que puede ser programado con 
un circuito simple y una resistencia 
para todas las tensiones de salida 
entre 1,8 V y 5 V. Por lo tanto, un 
solo componente sirve para diversas 
tareas en la automatización de pro-
cesos y en los sistemas controlados 
por sensor y alimentados por energía 
solar. 

El nuevo R420-1.8 SMD viene con 
el diseño “marco abierto”, opera en 
el rango de temperatura de -40 a + 
105°C y puede usarse en altitudes de 
hasta 5.000 m. Está protegido per-
manentemente contra cortocircuitos 
y se suministra con una garantía de 
3 años.

http://www.recom-power.com/
http://bit.ly/1IUs3VW
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Grandes descuentos en 
algunos de los instru-
mentos más populares 
de Fluke 

Fluke ofrece a precio de descuen-
to algunos instrumentos para insta-
laciones, control de calidad, man-
tenimiento, reparación, solución de 
problemas y auditorías energéticas. 
Su promoción para la primavera de 
2017 (del 1 de febrero al 30 de ju-
nio de 2017, o hasta fin de exis-
tencias) incluye una amplia gama 
de multímetros, comprobadores, 
cámaras termográficas y registrado-
res de consumo eléctrico a precios 
reducidos. 

Varios de estos instrumentos 
incorporan Fluke Connect®, que 
transmite los resultados de forma 
inalámbrica a un smartphone y aho-
rra tiempo en la validación de la fina-
lización de tareas. Fluke Connect ya 
está presente en más de 20 instru-
mentos de prueba Fluke diferentes y 
le permite identificar y diagnosticar 
problemas rápidamente y con con-
fianza, así como compartir datos de 
forma segura con sus compañeros. 

Comprobadores de instalación y ais-
lamiento

Evite daños a los aparatos que va 
a conectar con los nuevos compro-
badores de instalaciones Fluke de 
la serie 1660, con un descuento de 
hasta el 24% (según el país). Recibirá 
gratis el software de gestión de datos 
y un comprobador de continuidad y 
tensión de dos polos (T110, T130 
o T150, dependiendo del modelo). 
El 1664FC incorpora Fluke Connect 
y todos los modelos son fáciles de 
utilizar, con botones de gran tamaño 
(aptos para guantes), retroilumina-
ción brillante e indicadores claros. 

Compre un comprobador de ais-
lamiento Fluke 1507 y obtenga gra-
tuitamente una pinza amperimétrica 
de verdadero valor eficaz Fluke 323, 
ahorrando como mínimo un 20% 
en el precio. Ambos instrumentos 
son compactos, robustos y fáciles de 

usar. El comprobador de aislamiento 
es ideal para solución de problemas, 
puesta en servicio y mantenimiento 
preventivo. La pinza amperimétrica 
es el mejor instrumento para la so-
lución de problemas en general y se 
dirige a electricistas comerciales y 
residenciales. 

Multímetros digitales con funciona-
lidad completa para uso industrial 

Compre un completo multímetro 
d i g i t a l  2 7 9 F C  c o n  c á m a r a 
termográfica integrada, y obtenga 
gratuitamente una sonda de co-
rriente flexible iFlex®. El multímetro 
incorpora Fluke Connect y le permite 
encontrar, reparar, validar e informar 
sobre muchos problemas eléctricos 
rápidamente. 

Fluke 87V es el multímetro digital 
perfecto para uso industrial intensivo. 
Incluye funciones de resolución de 
problemas, así como la resolución y 
precisión necesarias para resolver in-
cidencias en variadores de velocidad, 
sistemas de automatización, sistemas 
de distribución eléctrica, así como en 
equipamiento y maquinaria indus-
trial. Una función exclusiva permite 
realizar medidas precisas de tensión y 
frecuencia en variadores de velocidad 
y otros equipos con gran cantidad de 
ruido eléctrico. Fluke lo ofrece con un 
10% de descuento. 

Comprobador PAT y cámaras ter-
mográficas 

El comprobador PAT 6500-2 de 
Fluke es un instrumento pequeño y li-
gero con controles táctiles. La prueba 
comprobación automática aumenta 
la velocidad de prueba sin compro-
meter la seguridad. Esta oferta por 
un período limitado añade software 
de gestión de datos, adaptador de 
extensión de cables de prueba EXTL 
100-2 y etiquetas de comprobación 
de prueba superada, todo ello de 
forma gratuita.

La cámara termográfica TiS10 se 
suministra con una batería recarga-
ble adicional, totalmente gratis. El 

TiS10 incorpora Fluke Connect y le 
ayuda a identificar los problemas de 
forma rápida y fácil antes de que se 
conviertan en costosos errores. La 
imagen de 320x240 de resolución 
muestra detalles esenciales, incluso 
a distancia. 

Pinza amperimétrica, comprobadores 
de tensión/continuidad y registrador 
de consumo eléctrico

Ahorre como mínimo un 10% 
en la pinza amperimétrica de CA/
CC de verdadero valor eficaz Fluke 
376FC con pinza de corriente flexible 
iFlex® y Fluke Connect. Le permite 
registrar y observar las tendencias 
de las medidas para localizar fallos 
intermitentes. Se mantendrá seguro y 
alejado del área del arco eléctrico con 
conectividad Bluetooth a dispositivos 
Apple y Android. 

Ahora se incluye gratuitamente 
una funda de alta calidad H15 con 
el rápido y robusto comprobador 
de continuidad y tensión de dos po-
los T150. El comprobador incorpora 
funciones de medida y seguridad 
de vanguardia. La funda tiene una 
presilla para cinturón, amortigua los 
golpes y protege el comprobador 
frente a las condiciones más duras. 

Obtenga un 20% de ahorro en 
el registrador de consumo eléctrico 
Fluke 1730. Podrá descubrir cuándo 
y dónde se consume la energía en 

www.fluke.es

sus instalaciones, así como comparar 
varios puntos de datos a lo largo 
del tiempo. Una sonda magnética 
gratuita mejora la estabilidad de 
la conexión, y el kit para colgar le 
permite tener las manos libres para 
hacer las pruebas. 

Kit básico y comprobador eléctrico 
para electricistas 

La pinza amperimétrica Fluke 
325 y el comprobador de dos polos 
T150 forman un práctico kit de inicio 
para electricistas. Ahorre un 15% al 
comprar ambos y llévese una bolsa 
para herramientas C550 de forma 
gratuita. 

Compre un comprobador eléctri-
co T5-1000 con sistema de medida 
de corriente OpenJaw™ y obtenga un 
kit de accesorios T5-KIT1 con sondas 
y estuche gratis. Ahorrará más de un 
20% al efectuar la comprobación de 
tensión, continuidad y corriente con 
un solo instrumento compacto. El 
sistema OpenJaw ™ de medida de 
corriente le permite comprobar la 
corriente hasta 100A sin interrumpir 
el circuito. 

El importe exacto del ahorro va-
ría según el país y la moneda. Los 
precios de venta recomendados se 
indican en el folleto ‘Fluke Specials’. 
También hay información disponible 
sobre todos los productos Fluke en 
www.fluke.es. 

http://www.fluke.es/
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Tempel Group culmina 
su convención anual de 
ventas  

Tempel Group acaba de finalizar 
su convención de ventas anual, para 
la que han sido convocados represen-
tantes de las tres áreas de negocio de 
la compañía -Dispositivos Eléctricos 
y Electrónicos, Ingeniería y Baterías 
Industriales- quienes se han dado cita 
en las oficinas centrales del Grupo 
para hablar de los resultados del ejer-
cicio 2016 y comunicar la estrategia 
a seguir durante todo 2017. 

Este año, las reuniones comercia-
les se han celebrado en una recién es-

trenada sala de juntas, que incorpora 
el último equipamiento audiovisual 
y todas las comodidades para los 
asistentes.

Las cifras conseguidas por la mul-
tinacional confirman su crecimiento 
sostenido. La principal novedad para 
este 2017 es el nuevo enfoque de 
la compañía hacia un modelo ESE 
(Empresa de Servicios Energéticos) y 
ESIM (Empresa de Servicio de Insta-
lación y Mantenimiento), con el que 
ofrecer un importante beneficio a sus 
clientes para que puedan centrar sus 
recursos en su actividad productiva, 
confiando a Tempel Group la inte-
gración de proyectos que le reporten 
importantes ahorros energéticos. 

El core business seguirá siendo la 
comercialización de soluciones que 
persigan la eficiencia energética. Por 
otra parte, el refuerzo de la Oficina 

Técnica de la empresa ratifica una 
apuesta por la especialización técnica 
de su equipo. 

A punto de celebrar su 40 aniver-
sario, Tempel Group emplea a 200 

www.tempelgroup.com

personas en todo el mundo y está 
a la vanguardia de los productos 
que comercializa, manteniendo un 
estrecho vínculo con sus partners 
tecnológicos. 

Mouser ahora facilita la 
búsqueda de productos 
por imágenes

Mouser Electronics, Inc., dentro 
de las constantes mejoras para que 
los clientes puedan navegar y bus-
car productos, anuncia una nueva 
manera de encontrar y seleccionar 
visualmente los productos adecua-
dos en su web líder en el mercado, 
Mouser.com. 

Con unos sencillos clics, los clien-
tes de Mouser pueden encontrar 
información sobre productos por 
Imágenes, por Hojas de datos o por 
los Productos más recientes, todo ello 
añadido a la búsqueda de productos 
a través de la búsqueda paramétrica 
de productos de la web. La pestaña 
de Imágenes en Mouser.com es la 
nueva puerta de entrada a la extensa 
oferta de productos de Mouser y 
contiene decenas de miles de fotos.

“La nueva pestaña de Imágenes 
permite que los clientes naveguen 
utilizando cualquier función de 
búsqueda o navegación”, declaró 
Hayne Shumate, Vicepresidente de 
Negocios en Internet de Mouser. “Los 
ingenieros y compradores ahora pue-
den agrupar y navegar fácilmente 

por las imágenes utilizando los mé-
todos de búsqueda y filtrado que ya 
conocen”.

Los clientes pueden pasar de 
manera sencilla de una lista de 
productos a una lista de imágenes, 
estableciendo filtros en función de-
terminados grupos de producto y 
revisando las imágenes pertinentes 
por categorías de productos. Por 
ejemplo, la web de Mouser tiene 
muchos miles de imágenes de co-
nectores. Con esta nueva función, 
un cliente puede filtrar hasta algo tan 
concreto como “conectores métricos 
circulares de 4 patillas” y luego pulsar 
sobre la pestaña de Imágenes para 
ver las 98 imágenes únicamente de 
estos productos. Al pulsar sobre una 
imagen, los clientes pueden conocer 
la disponibilidad, precio, opciones 
de configuración y más detalles que 
pueden ser de gran ayuda al buscar 
un el dispositivo apropiado cuando 
no se dispone del número de refe-
rencia.

Gracias a esta nueva función, los 
clientes pueden navegar entre pro-
ductos y afinar la información sobre 
productos según sus propios criterios 
y tal como no había sido posible 
con anterioridad. Tanto para buscar 
productos, categorías de productos o 
tipos de productos, los clientes pue-
den aprovechar las nuevas opciones 
de Mouser para revisar fácilmente 
información adicional con el fin de 

descubrir y seleccionar de manera 
flexible y rápida. Para ver un vídeo so-
bre las nuevas funciones visite https://
youtu.be/VYts94c7J2U. 

La información adicional sobre 
productos de Mouser.com funciona 
de forma muy parecida a un catálogo 
digital mejorado ya que agrupa su 
contenido en cuatro pestañas de 
fácil acceso que incorporan opciones 
de búsqueda y visualización para 
minimizar el número de clics. Para 
conocer nuevas maneras de navegar 
y buscar productos e información 
sobre productos, incluyendo como 
la agrupación de hojas de datos de 
Mouser, una primicia en el merca-
do, visite http://www.mouser.com/
search-options. 

Con su amplia línea de productos 
y un insuperable servicio al cliente, 
Mouser trata de impulsar la inno-
vación entre ingenieros de diseño y 
compradores suministrando lo último 
en tecnologías avanzadas. Mouser 
cuenta con la mayor selección de 
los semiconductores y componentes 
electrónicos más recientes para nue-
vos proyectos de diseño. La web de 
Mouser se actualiza continuamente 
y ofrece métodos avanzados de bús-
queda para ayudar a los clientes a 
localizar los productos con rapidez. 
Mouser.com también incorpora ho-
jas de datos, diseños de referencia 
específicos del proveedor, notas de 
aplicación, información de diseño 
técnico y herramientas de ingeniería.

www.mouser.com

https://youtu.be/VYts94c7J2U
https://youtu.be/VYts94c7J2U
http://www.mouser.com/search-options
http://www.mouser.com/search-options
http://www.tempelgroup.com/
http://www.mouser.com/
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Albalá Ingenieros sumi-
nistra infraestructura 
para RTVC 

La empresa española Albalá In-
genieros, a través de su distribuidor 
en Colombia ADTEL Latam, S.A.S., 
ha suministrado un sistema de dis-
tribución y conmutación de señales 
DVB-ASI sobre IP para la cabecera 
EPG de los canales públicos de la 
RTVC (Radiotelevisión Colombiana).

3RTVC Sistema de Medios Públi-
cos es una entidad descentralizada 
con la principal función de progra-
mar, producir y emitir los canales pú-
blicos de televisión nacional, al igual 
que las emisoras públicas nacionales.

Los equipos de su línea TL3000 
suministrados por Albalá Ingenieros, 
incluyen:

-  Conmutador  automát ico 
ASW3000C01 para señal DVB-ASI 
con funciones avanzadas de detec-
ción de fallos en el TS.Es un selector 
de dos fuentes de señal DVB-ASI 
que realiza funciones de selección 

atendiendo a la presencia de señal y 
determinados parámetros de las mis-
mas o de la activación de señales GPI.

El equipo dispone de dos entra-
das de señal, denominadas principal 
(“main”) y reserva (“reserve”). La en-
trada seleccionada se distribuye a 
cuatro salidas. Una de las salidas está 
protegida por un relé de bypass, de 
modo que se garantiza la continui-
dad de la señal incluso ante un fallo 
de la alimentación o la extracción 
del módulo.

-  Conmutador  automát ico 
IPA3000C01 para señal DVB-ASI y 
DVB- IP con funciones de detección 
de fallos en el TS y capacidad de con-
mutaciones limpias entre entradas.

Este módulo es un conmutador 
automático de tramas DVB-ASI y 
DVB sobre IP que realiza su función 
atendiendo a la presencia de señal en 
sus entradas, a la recepción de sin-
cronismo de trama y a la información 
que recibe a través del conector GPI 
según las prioridades que el usuario 
asigna a cada una de las entradas.

Esta infraestructura será utilizada 
por RTVC para conmutar las señales 
de programa de los canales públicos 
regionales para ser enviados a las 
estaciones de transmisión analógi-
ca y televisión por cable. Las múl-

tiples configuraciones posibles de 
los conmutadores y la inclusión de 
un distribuidor que hace la solución 
más compacta, unido a las diversas 
alarmas a parámetros del Transport 
Stream (TS) que podrían forzar la 
conmutación, son características es-
pecíficas que les ha convencido para 
elegir Albalá. En sus propias palabras: 
“Albalá ofrece una solución com-
pacta y robusta de conmutación de 
señales ASI que se ajusta a nuestras 
necesidades tecnológicas”.

RTVC está comprometido con la 
evolución hacia una radio, televisión 
y web actuales, dinámicas, atractivas 

www.albalaing.es

y más cercanas a la audiencia para 
promover y fortalecer el desarrollo 
cultural y educativo de los habitantes 
de su territorio nacional. El diseño 
de soluciones a medida de Albalá 
ha encajado perfectamente con este 
compromiso.

Para Vicente Polo, Socio fundador 
de Albalá Ingenieros, “estamos muy 
satisfechos de nuestra colaboración 
con ADTEL Latam que está posicio-
nando nuestros productos en un 
lugar destacado dentro del mercado 
latinoamericano, muy importante 
para la expansión de Albalá en su 
estrategia internacional”.

Elektro-Automatik

w w w.elektroautomatik.de      ea1974@elektroautomatik.de     Helmholtzstraße 31-37     41747 Viersen, Alemania     Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
Y CARGAS ELECTRÓNICAS DE  
ALTA TECNOLOGIA

Rango extraRango efectivo

Rango extra

nom.

nom.

nom.
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•  Fuentes laboratorio de sobremesa (desktop)  
con rizado minimo 
0-40VDC a 0-750VDC, 320-1500W, hasta 60A 

•  Cargas electrónicas de sobremesa (desktop y tower) 
0-80VDC a 0 -750VDC, 400-1200W, hasta 60A

• Cargas electrónicas y “power-sinks” para racks, formato 19” 2U  
 0-80VDC a 0-750VDC, 600-2400W, hasta 170A

NOVEDADES EA

http://www.albalaing.es/
http://bit.ly/29jM0wQ
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Los Sistemas Delphin Permi-
ten Programación Persona-
lizada 

Programación por selección

Los sistemas de control de pro-
ceso se usan principalmente en 
laboratorios, universidades y en 
departamentos de investigación 
y desarrollo en la industria. Por 
ejemplo, los fabricantes confían 
en perfiles de temperatura para 
probar equipos electrodomésticos. 
Por otro lado los usuarios de labo-
ratorio necesitan un alto nivel de 
flexibilidad tiempos de respuesta 
rápidos en su sistema. 

Todas estas necesidades exclu-
yen el uso de sistemas PLC con-
vencionales. 

Con el uso de ProfiSignal Klicks 
de Delphin y su lenguaje intuitivo 
así como su modulo secuenciador, 
los usuarios pueden crear su pro-
pio programa de control de proce-
so sin tener que ser un programa-
dor avanzado. Los ingenieros de 
Laboratorio serán capaces de auto-

matizar sus propios experimentos. 
El programa de control de proceso 
creado es fácil de comprender, mo-
dificar y mantener. Para la medida 
precisa de datos, el hardware de 
Delphin está equipado con entra-
das y salidas tanto digitales como 
analógicas.

Características de Aplicación

• Creación intuitiva de progra-
mas de control de proceso a 
través de “programación por 
selección” 

• Los usuarios pueden crear, mo-
dificar y guardar informes usan-
do el secuenciador

• Componentes predef in idos 
para entrada de parámetros, 
informes y procedimientos de 
programa

• Informes dinámicos que inclu-
yen datos de encabezado, datos 
medidos y datos evaluados

• Exportación de datos a Excel, 
con un clic de ratón se pueden 
insertar gráficos en un docu-
mento Word

www.idm-instrumentos.es

Ejemplo de Cliente

Una Universidad implicada en la 
síntesis de polímeros usa disposi-
tivos Delphin Message y software 
Profisignal para llevar a cabo estas 
investigaciones. Este cliente tiene 
seis reactores y equipos auxiliares 
(tales como termostatos y bombas 
dosificadores) que son controlados 
mediante un sistema Message. Los 
seis sistemas funcionan de manera 
independiente al resto. Ahora los 
experimentos pueden ser ajusta-
dos, realizados y analizados desde 
un PC. El control de proceso está 
realizado usando el software de 
automatización Klicks.

Los canales software integrados 
en los dispositivos Message funcio-
nan de manera independiente del 
PC. Estos canales monitorizan el 
experimento de manera completa y 
aseguran que los ajustes permane-
cen estables incluso ante un fallo 
del PC o de la conexión.

Áreas de Aplicación

• Suministro de perfiles de fun-
cionamiento en cámaras cli-
máticas

• Estimulación de muestras a 
prueba

• Programas de pruebas para ma-
quinas en laboratorios

• Pruebas automatizadas en sis-
temas de calefacción según 
normas

• Experimentos en laboratorios 
químicos y farmacéuticos

• Certificación de calidad de los 
controladores e interruptores 
en aplicaciones domesticas

• P r u e b a s  d e  r e s i s t e n c i a  y 
medioambientales en compo-
nentes del vehículo

Sistemas de Control Delphin

En Instrumentos de Medida, 
S.L. ofrecemos sistemas de adquisi-
ción de datos y control de Delphin 
Technology.

Fabricados en Alemania, los 
sistemas de adquisición de datos 
de Delphin proporcionan una pro-
gramación flexible así como todo 
tipo de sistemas de comunicacio-
nes para su uso en prácticamente 
cualquier industria. Delphin ofrece 
distintos productos y versiones de 
software para ajustarse a su apli-
cación:
• Dispositivos Expert para medi-

das flexibles
• Dispositivos Message para siste-

mas de adquisición en industria
• Software ProfiSignal para la 

automatización de bancos de 
pruebas

• Monitorización remota de plan-
tas y maquinaria usando la ver-
sión Profisignal Go

Ver más en http://idm-instru-
mentos.es/dataloggers-industria-
les/

Control de procesos secuenciales a través de sistemas automatizados

http://idm-instrumentos.es/dataloggers-industriales/
http://idm-instrumentos.es/dataloggers-industriales/
http://idm-instrumentos.es/dataloggers-industriales/
http://www.idm-instrumentos.es/
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Sensores de fibra óp-
tica de vidrio

  
Ampliación de la gama para adap-
tarse a las necesidades de diferen-
tes aplicaciones

Carlo Gavazzi amplía su familia 
de sensores de fibra óptica con el 
lanzamiento de las fibras de vidrio 
serie FUGR / FUGT y de las fibra 
matriz de plástico FU-ARRAY. 

La versión de fibra de vidrio 
está diseñada específicamente para 
aplicaciones con altas temperatu-
ras. La fibra está protegida por una 
cubierta exterior de acero inoxida-
ble, permitiendo su instalación en 
aplicaciones sometidas a tempera-
turas de hasta 250 °C.

Las fibras matriz de plástico 
completan la gama. Este tipo de 

fibra se utiliza en aplicaciones que 
requieren un área de cobertura 
más amplia, como en la detección 
de caída de objetos o detección 
de los mismos en una cinta trans-
portadora.

La familia de sensores de fi-
bra óptica incluye un amplificador 
multifunción de fácil configuración 
provisto de un display doble, um-
bral de señal ajustable, tiempo de 
respuesta, temporizador y salida 
NA/NC, entre otras funciones.

Estos sensores están dirigidos 
a los mercados de manipulación 
de materiales y semiconductores.

ICB12, cuerpo extra 
corto: sensores induc-
tivos para espacios li-
mitados

   
Alta precisión y repetitividad en 
una caja reducida

Carlo Gavazzi lanza la serie de 
sensores inductivos ICB12 en caja 
extra corta, específicamente diri-
gidos a aplicaciones de máquina-
herramienta o máquinas CNC. 

Se pueden instalar en aplica-
ciones donde el espacio es limita-
do y se precisa detección a larga 
distancia.

La serie ICB12 está disponible 
en caja estándar de latón nique-
lado de M12, con distancia de 
detección de 4 a 8 mm. El LED es 
claramente visible desde cualquier 
dirección e indica si hay sobrecarga 
y si la salida está en cortocircuito. 
El número de serie y el código de 
pedido del sensor están grabados 
con láser en la parte frontal, lo 
que garantiza la trazabilidad de 
cada unidad.

www.carlogavazzi.es

Los sensores ICB12 representan 
la mejor opción de detección sin 
contacto de objetos metálicos en 
aplicaciones donde el espacio es 
limitado: Además la distancia de 
detección está ampliada hasta 8 
mm en la versión no empotrada; el 
sensor se mantiene bien protegido 
y se incrementa su vida útil. 

Así mismo, proporciona un alto 
nivel de tecnología en un dise-
ño compacto. El microprocesador 
integrado garantiza una repeti-
tividad y una detección de alta 
precisión en un amplio rango de 
temperatura de trabajo hasta 80°C.

+34 876 269 329

info@arateck.com

C/ Tarento, nave 20
50197 PLAZA (Zaragoza)

Conectividad 
Wireless

Control/monitorización 
de sistemas

Desarrollo de App 
multiplataforma

IoT Industria 4.0

Cuando
la tecnología
funciona...

Adquisición de datos
RF/GPRS/3G

Electrónica Industrial

Software y bases de datos

Automatizaciones

Integración de sistemas

Desarrollo I + D

Consultoría

www.arateck.com

http://www.carlogavazzi.es/
http://bit.ly/1O8ZHvF
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Yokogawa lanza el OSA 
AQ6374, sucesor del 
Analizador de Espectro 
Óptico AQ6315A 

El Nuevo AQ6374 ofrece medidas 
más rápidas y función de purga para 
pruebas ópticas de propósito general 
desde 350 a 1750 nm. 

El Nuevo AQ6374 es el sucessor 
del Analizador de Espectro Óptico del 
líder de mercado Yokogawa modelo 
AQ6315 (Ando). Con la tecnología 
de apertura de difracción basada en 
monocromador que proporciona un 
rendimiento y precisión de medición 
de alta precisión, una interfaz de 
usuario mejorada y una característica 
de purga de aire, el nuevo instrumen-
to ofrece a los ingenieros una pode-
rosa herramienta de sobremesa para 
mediciones de espectro óptico de uso 
general en el rango de longitud de 
onda de 350 a 1750 nm.

“La capacidad de medir sobre una 
gama tan amplia de longitudes de 
onda hizo que el AQ6315A original 
fuera un instrumento de prueba muy 
valioso para aquellos centros de I + 
D que realizan investigaciones sobre 
espectros de luz de la región visible 

a la región L”, dice Terry Marrinan, 
Vicepresidente “El nuevo AQ6374 
alcanza tiempos de operación y me-
dición 40 veces más rápido que su 
predecesor, y también ofrece una 
serie de nuevas características, inclu-
yendo el sistema de purga de aire”.

Al heredar y mejorar las tecnolo-
gías de control desarrolladas origi-
nalmente para la serie AQ6370, el 
modelo AQ6374 alcanza velocidades 
de operación y medición superio-
res a 40 veces las alcanzadas por el 
AQ6315A. La capacidad de mues-
trear 100001 puntos de datos (100 
veces más que el AQ6315A) permite 
la medición en un amplio rango de 
longitud de onda con alta resolu-
ción, mientras que las velocidades 
de transferencia de datos durante el 
control remoto a través de Ethernet 
son hasta 100 veces más rápidas que 
para el AQ6315A.

El rendimiento de medición al-
canzado por la tecnología de mono-
cromador incluye una resolución de 
longitud de onda de 0,05 a 10 nm, 
una precisión de longitud de onda de 
± 0,05 nm (de 633 a 1523 nm) o ± 
0,2 nm (de 350 a 1700 nm), un nivel 
Precisión de ± 1,0 dB, sensibilidad 
de nivel de -80 dBm (de 900 a 1600 
nm), rango de potencia medible de 
-80 a +20 dBm, rango dinámico 
cercano a 60 dB (pico ± 1,0 nm, 
resolución 0,05 nm ), Y un tiempo 
de barrido inferior a 0,5 seg.

El almacenamiento interno de 
datos de 512 Mbyte interno, y el 
almacenamiento de datos externo 
es soportado a través de una interfaz 
USB. También se incorporan interfa-
ces Ethernet RJ-45 y GP-IB. Con una 
fuente de calibración incorporada 
para una alineación óptica total-
mente automática y una calibración 
de la longitud de onda, en pocos 
instantes.

La nueva característica de purga 
está diseñada para minimizar la in-
fluencia de la absorción de vapor de 
agua en las mediciones espectrales 
suministrando continuamente un gas 
de purga puro, tal como nitrógeno (o 
sólo algo de aire seco) al monocro-
mador a través de conectores dedi-
cados en el panel posterior.

El AQ6374 cuenta con una in-
terfaz gráfica de usuario diseñada 
ergonómicamente para una máxi-

www.yokogawa.com

ma facilidad de uso, incorporando 
elementos como un menú de texto 
completo, agregación de condicio-
nes de medición, visualización de un 
menú de “teclas duras” igual que 
el diseño del panel y un menú de 
configuración de trazado.

Gracias a su capacidad de me-
dición en una amplia gama de lon-
gitudes de onda, el AQ6374 es el 
Analizador de Espectro Óptico ideal 
para aquellos equipos de I + D que 
están probando fuentes de luz, filtros 
ópticos y sensores que operan tanto 
en el rango visible como en el rango 
de telecomunicaciones del espectro.

Para obtener más información so-
bre el analizador de espectro óptico 
AQ6374 visite: http://tmi.yokogawa.
com/products/optical-measuring-ins-
truments/optical-spectrum-analyzer/
aq6374-wide-range-optical-spec-
trum-analyzer-350-1750-nm/c

www.men.de

Preparado para am-
bientes extremos

El MA50C es un sistema modular 
para control seguro de trenes, con 
un diseño mecánico que cumple con 
el estándar AAR S-590 (Asociación 
Americana de Ferrocarriles). La uni-
dad de control es el primer miembro 
de una familia robusta en paralelo 
a la familia de sistemas de control 
de tren menTCS existentes, que se 
basa en los mismos componentes y 
funcionalidad.

El libremente configurable y mo-
dular MA50C puede ser utilizado 
para todo tipo de funciones críticas 

de control de trenes, tal como la ges-
tión automática de trenes ATO (Au-
tomatic Train Operation) y protección 
automática del tren (Automatic Train 
Protection), que tienen que cumplir 
con los requisitos hasta el nivel de 
seguridad SIL 4.

El envolvente se ajusta a la norma 
AAR S-9401 y está protegido contra 
el polvo y chorros de agua según 
la norma IP65 / NEMA-4. Todas las 
placas del interior del sistema están 
integradas en un marco de enfria-
miento por conducción, lo que elimi-
na la necesidad de ventiladores y, por 
tanto, el mantenimiento. Además, 
ayuda a proteger a las placas del pol-
vo y les confiere especial estabilidad 
mecánica.

Su diseño hace que la unidad de 
control de ajuste para el uso en re-
giones con condiciones ambientales 

extremas o para aplicaciones que 
requieren la norma americana AAR.

El MA50C es el primer miembro 
de una nueva subfamilia de siste-
mas de control de trenes menTCS 
de MEN, compatible con AAR, cuyos 
componentes serán entregados ex-

clusivamente en un contexto de un 
proyecto. Funcionalmente el MA50C 
es idéntico al MH50C estándar dis-
ponible.   

Los componentes de seguridad de 
los menTCS se ofrecen con diferentes 
paquetes de certificación SIL 4.

http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6374-wide-range-optical-spectrum-analyzer-350-1750-nm/
http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6374-wide-range-optical-spectrum-analyzer-350-1750-nm/
http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6374-wide-range-optical-spectrum-analyzer-350-1750-nm/
http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6374-wide-range-optical-spectrum-analyzer-350-1750-nm/
http://tmi.yokogawa.com/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6374-wide-range-optical-spectrum-analyzer-350-1750-nm/
http://www.yokogawa.com/
http://www.men.de/
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www.weller-tools.com

LA ACTUALIDAD 
SOBRE LA SOLDADURA

Descubra la nueva generación de Weller

● Práctico y fácil de utilizar

● El mejor de su clase: excelente relación calidad-precio

● Máxima fl exibilidad: compatible con herramientas de soldadura existentes

● Amplia variedad de accesorios

Generación WT de Weller Generación WT

Vídeo del producto.

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

http://bit.ly/2cGxCys
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Harwin aumenta las op-
ciones de diseño y la 
flexibilidad de produc-
ción al ampliar sus ga-
mas de conectores con 
paso de 1,27 mm, 2 
mm y 2,54 mm

Entre las opciones hay novedades 
en la orientación del conector, el nú-
mero de patillas y las opciones de 
soldadura para las exitosas gamas de 
conectores estándar 

Harwin ha ampliado el número de 
modelos disponibles dentro de sus 
muy exitosas gamas de conectores 
estándar, entre ellas las interconexio-
nes Archer M50 (paso de 1,27mm), 
M22 (paso de 2mm) y M20 (paso 
de 2,54mm). Esta ampliación de la 
gama aporta un enorme número de 
nuevas opciones a los ingenieros de 
diseño, con nuevos productos que 
añaden novedades en la orientación, 
el número de patillas del conector y 
los métodos de soldadura. 

Harwin ha ampliado las opciones 
para que los sistemas de conexión 
se adapten a una mayor variedad de 
placas de circuito impreso y ofrecen a 
los clientes más flexibilidad. Además, 
todos los nuevos conectores para 
montaje superficial se suministran 
en cinta y carrete para su uso con 
montaje automatizado de tipo pick 
and place.

Los conectores Archer M50 de 
Harwin, basados en un paso de 
1,27mm, ahora incluyen una gama 

completa de regletas y zócalos con 
una sola fila de patillas, todos ellos 
disponibles en versiones para inser-
ción y para montaje superficial. La 
gama M22 con paso estándar de 
2mm se ha ampliado con la incorpo-
ración de zócalos horizontales SMT 
y de una y dos filas, además de una 
regleta SMT con dos filas vertica-
les para una colocación precisa en 
la placa. Para la ampliación de la 
gama de conectores estándar M20 
de Harwin, con paso de 2,54mm, se 
han incorporado zócalos horizontales 
SMT de una y dos filas, una regleta 
SMT vertical de dos filas con clavijas 
de localización, además de un zócalo 
SMT vertical de bajo perfil y doble 
entrada.

Existen aplicaciones en muchos 
mercados para las nuevas versiones 
de los modelos, como: accionamien-
tos industriales, transformadores y 
sistemas de control; equipos de prue-
ba y medida; sistemas de navegación 
y visualizadores para el sector naval; 
aplicaciones en Internet de las Cosas 
como contadores inteligentes, sen-
sores y seguimiento. Las tiras de LED 
también pueden aprovechar la mayor 
flexibilidad de diseño y producción 
de estas nuevas interconexiones de 
Harwin.

Todos los conectores estándar de 
Harwin cumplen la normativa actual 
para regletas y zócalos, y cuentan 
con el respaldo de la alta reputación 
de Harwin, que garantiza la confian-
za en cuanto a calidad y suministro 
(todas las gamas se encuentran dis-
ponibles en el stock de la red global 
de Harwin) además de un soporte 
técnico completo, incluyendo la en-
trega rápida de las muestras soli-
citadas.

Router LTE-Advanced 
con la mejor combina-
ción entre velocidad y 
valor 

El Digi TransPort LR54® ha sido dise-
ñado a medida para sacar el máximo 
partido a los protocolos y las redes 
LTE-A/Cat6. 

DIODE, a través de su División de 
Comunicaciones - IoT, ha anunciado 
la disponibilidad del Digi TransPort® 
LR54, el router LTE-Advanced más rá-
pido y económico de Digi Internatio-
nal para servicios de red gestionada, 
entrada de contenido digital, kioscos 
auto-servicio y retail. 

El Digi TransPort LR54 se convier-
te en una plataforma de red LTE-
Advanced de alto rendimiento que 
proporciona Wi-Fi fiable y económica 
y LTE móvil de alta velocidad en un 
formato capaz de rendir en rangos 
de temperatura operativa ampliada. 

Con una radio LTE definida por 
software, el nuevo router soporta ca-
rriers en América del Norte y Europa 
y está pre-certificado para las redes 
de Verizon y AT&T. 

El Digi TransPort LR54 ha sido 
desarrollado para ofrecer procesa-
miento de altas prestaciones y gran 
capacidad de memoria y, por lo tan-
to, beneficiarse de todas las ventajas 
de la tecnología móvil LTE-A/Cat 6, 
destacando mejoras en velocidad, 
capacidad y bandas adicionales. 

Al proporcionar un dispositivo 
LTE de elevada velocidad a un precio 
razonable, el LR54 resulta ideal para 
aquellos ingenieros de red profe-
sionales que demandan rapidez e 
integridad de conectividad. 

“Como una solución a la vanguar-
dia de la industria, el Digi TransPort 
LR54 ha sido diseñado a medida para 
sacar el máximo partido a los proto-
colos y las redes LTE-A”, señala Joel 
Young, chief technology officer (CTO) 
de Digi International. “No existe otra 
alternativa en el mercado que ofrezca 
este nivel de velocidad y seguridad 
con su precio y se puede desplegar 
ampliamente”. 

www.harwin.com

Características

Máxima velocidad
El LR54 ha sido creado para al-

canzar velocidades LTE-A Cat 6 de 
baja latencia de 300 Mbps, el doble 
de LTE. 

Wi-Fi potente y fiable 
Proporciona Wi-Fi con radios de 

2.4 y 5 GHz, con 802.11ac, limitan-
do así la necesidad puentes Wi-Fi 
intermedios. 

Soporte de red LTE global 
Ofrece 3G/4G LTE seleccionable 

por software para poder elegir la 
mejor opción de red y carrier. 
Conectividad continua 

Se caracteriza por el software de 
persistencia de conexión SureLink™ 
patentado que monitoriza y “repa-
ra” automáticamente las conexiones 
de red. 

 
Seguridad corporativa 

Incluye Digi Remote Manager® 
con certificado PCI, firewall VPN IPsec 
y cifrado AES de 256-bit, así como 
el nuevo Digi TrustFence™ Device 
Security Framework. De esta forma, 
ofrece funciones críticas a la hora de 
salvaguardar aplicaciones y dispositi-
vos conectados ahora y en el futuro. 

Hardware robusto 
El LR54 opera en un rango de 

temperatura industrial de -20 a +70 
°C. 

Gestión remota 
Con Digi Remote Manager, los ad-

ministradores disponen de una herra-
mienta de configuración centralizada 
de dispositivo y un panel de control 
para poder localizar y solucionar pro-
blemas y analizar el rendimiento de 
red y los puntos de conectividad de 
manera remota.

www.diode.es

http://www.harwin.com/
http://www.diode.es/
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Rohde & Schwarz pre-
senta el Nuevo oscilos-
copio de 6 GHz para 
aplicaciones multi-do-
minio

Rohde & Schwarz acaba de ampliar 
su familia de osciloscopios RTO2000 
con un nuevo modelo hasta 6 GHz, 
ideal para medidas en aplicaciones 

IoT e interfaces de comunicaciones 
rápidas. Las excelentes características 
de este osciloscopio compacto le 
convierten en la herramienta perfecta 
para medidas muy exigentes tales 
como la medida de integridad de la 
señal de potencia.

El nuevo modelo R&S RTO2000 
con ancho de banda de 6 GHz permi-
te medir en laboratorio las interfaces 
radio de los componentes WLAN 
802.11ac para los módulos IoT en 
la banda de 5 GHz, así como las 
interfaces de comunicaciones rápi-

das tales como USB 3.1 Gen 1 con 
velocidades de datos de 5 Gbit/s. 
Gracias a su función multidominio, 
es posible analizar las fuentes de ali-
mentación, procesadores y sensores 
con ancho de banda de hasta  6 GHz 
con un único equipo. Los resultados 
sincronizados del análisis de tiempo, 
frecuencia, protocolo y lógico per-
miten a los usuarios depurar a nivel 
de sistema.

Potente osciloscopio de laboratorio 
con ancho de banda de 6 GHz

El R&S RTO2000 ofrece a sus 
usuarios la mejor prestación de su 
clase, incluso en el ancho de banda 
de 6 GHz. La resolución vertical de 
hasta 16-bit en alta definición permi-
te detectar los más pequeños detalles 
de una señal. Es el único osciloscopio 
que ofrece un millón de formas de 
onda por segundo, permitiendo, así, 
identificar rápidamente los fallos más 
esporádicos. La función integrada de 
análisis de espectro y el display del 
espectrograma permiten observar el 
camino de la señal en el dominio de 
frecuencia y tiempo.   

Funciones de medida únicas y Manejo 
sencillo

El disparo por zonas para el domi-
nio de tiempo y frecuencia es de gran 
ayuda a los diseñadores en sus tareas 
diarias.  Esta función les permite ais-
lar los eventos gráficamente en el 
dominio del tiempo y frecuencia, por 
ejemplo para separar los mensajes de 
lectura y escritura de las interfaces 
de memoria. El R&S RTO2000 ofrece 
una memoria sin precedentes de 2 
Gmuestras, para que los usuarios 
puedan analizar hasta las secuencias 
largas de pulsos y protocolos. Pueden 
también usar la función de histórico 
para recuperar formas de onda an-
teriormente adquiridas. La pantalla 
táctil de 12.1“ de alta resolución, 
junto con los controles codificados 
por colores, permiten un manejo 
muy intuitivo del instrumento. Todas 
las funciones disponibles, tales como 
las funciones de disparo y decodifi-
cación, medidas de integridad de la 
señal, análisis I/Q e incluso las he-
rramientas de desarrollo específicas 
del cliente, son fácilmente accesibles 
a través del cuadro de aplicaciones.

de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo 
como puedan ser los de las cizallas 
de marcado y corte donde el tiempo 
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama 
de controladores de máquina de la 
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de 
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad 
y flexibilidad a la hora de integrar 
el controlador de máquinas NX7 
en redes de planta y/o comunicar 
con otros dispositivos, así como 
una mayor velocidad debido a la 
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a 
su microprocesador de 4 núcleos, 
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso 
intensivo de CPU y alta carga de 
comunicaciones.   

Por tanto, si estamos frente a 
una máquina Premiun donde las 
exigencias tecnológicas son las más 
elevadas, o ante una línea donde el 
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red 
y CPU, así como cuando estamos 
frente a una línea con múltiples 
controladores, NX7 es la solución 
más completa, acertada y rentable, 
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de 

2.3GHz. 

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar 
hasta 256 ejes mediante el bus 
EtherCat, y hasta 512 esclavos 
en la red de máquina, con unos 
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia 
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa, 
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg

77REE • Septiembre 2015 47REE • Julio/Agosto 2015 65REE • Junio 2015 65REE • Mayo 2015

63

5REE • Enero 2014 43REE • Diciembre 2013

Automatización Industrial

www.rohde-schwarz.es

http://www.rohde-schwarz.es/
http://bit.ly/1IElpIs


36 REE • Enero 2017

Noticias

Programador digital 
Carril-Din hasta 16 A

La marca de módulos electróni-
cos Cebek presenta un compacto 
programador digital para Carril-Din 
que permite ajustar la hora, minuto 
y días de la semana en la que deba 
conectarse/desconectarse una línea, 
dispositivo o alumbrado eléctrico.

Con capacidad para 8 programas 
independientes, El C-8426 de Cebek 
emplea un carcasa con guía Carril-
Din le confiere indudables ventajas 
tanto en instalaciones industriales 
como en aplicaciones domésticas, 
donde puede ser montado directa-

mente en el interior del cuadro de 
conmutadores de la vivienda.

La programación se realiza me-
diante pulsadores locales del propio 
dispositivo, admitiendo tres modos 
operativos. Funcionamiento progra-
mada, directo y en reposo.

La programación se realiza fácil 
y rápidamente mediante pulsadores 
locales del propio dispositivo. No re-
quiere la conexión a ordenadores u 
otros dispositivo externos de progra-
mación. En unos minutos, el Cebek 
C-8426 se convierte en un eficiente 
programador semanal,  ajustado en 
los ciclos de trabajo exacto que se 
requieran.

Funciona a 230 V.C.A. Admite 
cargas máxima de 16 A. (3500 W), 
lo que lo hace especialmente útil 
en aplicaciones para el control de 
iluminación, sistemas de calefacción, 
procesos de trabajo y maquinaria 
automatizados, electrodomésticos, 
etc.

Incorpora pantalla LCD, led indi-
cador de funcionamiento, entrada 
de reset y batería recargable Ni-MH.  

Más información,
Web de Cebek: http://fadisel.

es/cebek-electronica/programador/
programador-semanal-digital-carril-
din-c-8426_r_528_2775.aspx

controladores, el UCPIC-8 de Cebek 
es una herramienta de iniciación y 
al mismo tiempo un asequible cir-
cuito programable para su empleo 
directo en aplicaciones industriales 
comunes.

Incorpora el microcontrolador 
Picaxe 08M2, que gracias a un 
lenguaje de programación de baja 
complejidad, establece una curva de 
aprendizaje simple y rápida, asegu-
rando en pocos pasos la autonomía 
plena del usuario y la aplicación 
práctica del circuito.

Con un descriptivo manual y es-
quema en castellano, mediante 6 
prácticas se detalla la programación 
para la lectura de la posición del 
potenciómetro, el establecimien-
to de la velocidad, el sentido de 
giro, como subordinar el sentido de 
giro en función de la posición del 
pulsador, o de una señal externa, 
funcionamiento cíclico aceleración-
freno, etc.

El Cebek UCPIC-8 se alimenta a 
12 V.D.C. y es adaptable a Carril-Din. 
Incorpora conectores directos para 

entrada y salida de alimentación 
del motor, potenciómetro externo, 
led indicador de alimentación y co-
nector normalizado de programa-
ción compatible 100% con Picaxe® 
software.

Compatible 100% con Picaxe® 
software. Descarga libre y gratuita.

Descarga: http://www.picaxe.
com/Software

Más información,
Web de Cebek: http://fadisel.es/

educativo-cebekit/edu-picaxe-ucpic/
modulo-regulador-de-velocidad-de-
motores-c-4-a-ucpic-8_r_509_2760.
aspx

Regulador de velocidad 
PWM para C.C. con 
micro Picaxe (08M2)

Cebek presenta un módulo pro-
gramable polivalente y sencillo para 
el control digital de velocidad en 
motores de Corriente contínua de 
hasta 4 A.

El Cebek UCPIC-8 permite la pro-
gramación y conversión del módulo 
en un circuito inteligente específico 
para cualquier aplicación concreta, 
pudiendo consignar la velocidad y 
sentido de giro, rampas de acelera-
ción o freno, respuesta en relación a 
la posición del ajuste, acciones con 
retardo, etc.

Realiza una regulación por an-
chura de pulso, lo que ofrece un 
control optimizado y suave del giro 
del motor. 

Acepta al mismo tiempo un ajus-
te mediante potenciómetro local, en 
el circuito, o mediante potencióme-
tro externo.

Indicado para quienes han tenido 
ninguno o poco contacto con micro-

www.fadisel.es
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Respuestas prácticas 
a los principales pro-
blemas de la industria 
embebida

• La historia de éxito de 15 años 
de Embedded World

• Programa del congreso de alto 
calibre ahora online

• Conferencia Embedded World 
para cubrir una amplia gama 
de temas

• La Conferencia de Displays Elec-
trónicos cuenta con importantes 
ponentes  de todo el mundo

Una vez más este año, la Con-
ferencia embedded world y la Con-
ferencia de monitores electrónicos 
apoyarán la eficiencia y la fuerza 
innovadora de la industria integra-
da mundial con conocimientos de 
primera clase. Los objetivos centra-
les de las conferencias son propor-
cionar conocimientos específica-
mente dirigidos, poner de relieve 
las tendencias y los temas actuales, 
ofrecer una visión del futuro y fa-
cilitar el diálogo entre expertos. En 
2017 el foco de atención volverá a 
ser sobre los temas de actualidad 
de “Internet de las cosas” y “Segu-
ridad y Protección”. Los discursos 
principales serán sostenidos por 
Rick Clemmer, CEO de NXP y Ric-
cardo Mariani, Jefe de Tecnología 
de Seguridad Funcional en Intel. El 

vínculo entre teoría y práctica será 
proporcionado por presentaciones 
especiales sobre M2M, pantallas 
electrónicas y seguridad dentro de 
la propia exposición. Aquí es donde 
las presentaciones de futuro toma-
rán forma en las salas de exposicio-
nes. El evento de la industria para la 
comunidad integrada internacional 
se llevará a cabo en el Centro de 
Exposiciones de Nuremberg por 15ª 
vez, del 14 al 16 de Marzo de 2017.

Quedan sólo unos pocos me-
ses hasta que la Embedded World 
Exhibition & Conference abra sus 
puertas. Este año, una vez más, de-
mostrará que es el evento número 1 
para la comunidad global integrada 
y que es una fuerza impulsora para 
el Internet de las Cosas. Ahora en 
su decimoquinto año, el evento 
está de nuevo en proceso de un 
importante crecimiento. “El evento 
de embedded world continúa su 
historia de éxito y parece probable 
que vuelva a crecer en tamaño una 
vez más en 2017. Ya hemos supe-
rado el área de visualización desde 
el último evento, pero esa no es la 
única buena noticia: por primera 
vez esperamos 1000 expositores 
que participarán en 2017.

Esto, una vez más, subraya el 
hecho de embedded world es el 
número 1 de la comunidad inte-
grada internacional “, dice Benedikt 
Weyerer, director de la exposición 

www.embedded-world.de

embedded world en Nürnberg-
Messe. A lo largo de los años ha 
evolucionado continuamente para 
convertirse en la feria más impor-
tante de su tipo en todo el mundo.

“La gama de temas relacionados 
con el desarrollo de sistemas embe-
bidos está creciendo rápidamente. 
Pero gracias a su estructura clara 
y a su enfoque en los principales 
cambios, ambos congresos están 
diseñados específicamente para 
satisfacer las necesidades de los de-
sarrolladores y proporcionarles so-
luciones prácticas a los problemas 
actuales“, dice el profesor Matthias 
Sturm, Presidente del Consejo de 
Exposiciones y Presidente de la 
Conferencia embedded world. En 
2017, una vez más, los programas 
enfocados de la embedded world y 
de la Conferencia de diplays elec-
trónicas mostrarán al mundo del 
comercio que el enfoque aquí es el 
conocimiento especializado actual, 
de alta calidad y muy preciso.

Foco en el IoT y la Se-
guridad y Protección

El tema de la conferencia em-
bedded world es “Conectar de for-
ma segura el mundo embebido”. 
Además de las dos áreas temáticas 
“Internet de las Cosas” y “Seguri-
dad y Protección”, el evento ofrece 
otros cuatro grupos de conferen-
cias. Los distintos clusters consisten 
en sesiones y clases y por lo tanto 

permiten a los participantes elegir 
entre presentaciones muy actuales, 
prácticas o tutoriales altamente téc-
nicos dedicados a explorar un tema 
específico en profundidad.

En sus respectivas ponencias ti-
tuladas “Proteger el Internet de las 
Cosas: del peligro claro y presente 
a la seguridad robusta” y “IoT: se-
guridad funcional y seguridad para 
un mundo de cosas autónomas 
definidas por software”, Rick Clem-
mer y Riccardo Mariana explorarán 
el tema general de la conferencia 
y las principales áreas de enfoque. 
Un total de 15 sesiones durante los 
tres días de la conferencia están 
dedicadas a estos dos temas y abor-
darán temas tales como desarrollo 
futuro de IOT, desarrollo de soft-
ware, perfiles e interfaces en el IoT, 
virtualización, plataformas TPM, 
ataques, seguridad en los sectores 
automotriz e industrial y comunica-
ción segura. El grupo de Seguridad 
y Protección se complementará con 
tres clases adicionales, incluida una 
versión actualizada de la clase de 
seguridad incorporada establecida.

Siempre actualizado: 
conferencia mundial 
incorporada 2017 te-
mas

Los restantes grupos temáticos 
son también de gran actualidad y 
extremadamente interesantes. Por 
ejemplo, bajo el lema “Ingeniería 

de Software y Sistemas” los parti-
cipantes pueden aprender acerca 
del diseño y modelado de sistemas, 
estándares MISRA, software de có-
digo abierto y calidad y estándares 
de software. Otros seis tutoriales 
diferentes se dedicarán al software.

En el área de ingeniería de 
hardware, los ponentes explorarán 
temas como ARM Cortex, especial-
mente hardware de ahorro de ener-
gía, “high performance embedded 
architectures” (HiPEAC), sistema en 
un chip y procesamiento de imáge-
nes en su manifestación integrada.

El embedded OS area examinará 
varios sistemas operativos embebi-
dos, resaltará los mayores errores al 
elegir un sistema operativo embebi-
do OS y explorar los criterios para 
el desarrollo basado en RTOS. Cinco 
clases permiten a los participantes 
obtener conocimientos específicos 
en profundidad en estas áreas.

La amplia gama de temas cu-
biertos por la conferencia em-
bedded world se completará con 
una sesión sobre el enfoque de 
gestión, diseñada por la Junta Di-
rectiva para atraer principalmente 
a los gerentes y líderes de equipo 
y apoyarlos en la gestión de tareas 
de desarrollo.

Visión general de los temas:

• Internet de Cosas: Aspectos 
estratégicos, esbozo de software 
para el IoT, perfiles e interfaces, 
dispositivos virtuales y físicos, 
esbozo de software para dis-
positivos IoT, aprendizaje de 
máquinas y fusión de sensores, 
tecnologías inalámbricas, tecno-
logías de red y conectividad para 
automoción e industria

• Seguridad y Protección: 
TPM, piratería y ataque, segu-
ridad para automoción, seguri-
dad para la industria, comuni-
cación segura, MILS, seguridad 
funcional

• Ingeniería de Software y 
Sistemas: Calidad y estánda-
res de diseño y modelado de 
sistemas, diseño de software y 
modelado de software, están-
dar MISRA, software de código 
abierto, calidad y estándares de 
software, análisis de software, 
pruebas de software

• Ingeniería de Hardware: 
ARM Cortex, de baja potencia, 
FPGA-SoCs, HiPEAC, sistema en 
chip, multicore SoC, visión em-
bebida

• Sistema operativo incor-
porado: Embedded Linux, OS 
/ RTOS incorporado

• Enfoque de la gestión

Todo el programa de presen-
taciones para la Conferencia em-
bedded world con contribuciones 
de expertos internacionales en 36 
sesiones y 15 clases, además de 
resúmenes de presentaciones e in-
formación sobre los oradores, está 
disponible en línea en www.em-
bedded-world.eu. Los interesados 
en el congreso también se pueden 
registrar directamente en línea.

Todo acerca de las 
pantallas electrónicas 
en pocas palabras

“La conferencia de pantallas 
electrónicas está a la par con la 
conferencia embedded world. Des-
de su lanzamiento hace más de 
30 años, se ha consolidado como 
la plataforma B2B europea más 
importante para las tecnologías de 
visualización. Estamos encantados 

con este extraordinario desarro-
llo. El gran número de trabajos de 
alto calibre presentados muestra 
el fuerte compromiso de la comu-
nidad integrada en nuestra confe-
rencia “, dice el profesor Karlheinz 
Blankenbach de la Universidad de 
Pforzheim, quien preside nuestro 
comité consultivo del congreso. El 
15 y el 16 de marzo de 2017, los 
desarrolladores, científicos y usua-
rios de pantallas electrónicas vol-
verán a dialogar sobre las últimas 
tecnologías de visualización como 
LCD, OLED o ePaper, pantallas flexi-
bles, pantallas 3D, interfaces gráfi-
cas, pantallas táctiles, amplia gama 
de aplicaciones para estas pantallas 
y el desarrollo del mercado.

Lo más destacado en 2017 in-
cluirá presentaciones magistrales 
sobre nuevos enfoques en tecnolo-
gía de visualización y tendencias de 
mercado y de exhibición, dadas por 
expertos reconocidos internacional-
mente. Los factores de éxito para 
las pantallas en aplicaciones auto-
motrices y las últimas tendencias 
en pantallas táctiles estarán entre 
los principales temas y aspectos 
destacados de la conferencia. El 
programa se completará con sesio-
nes sobre temas como equipos de 
medición de pantallas, interfaces 

y optimización de pantallas. Las 
entrevistas de autor populares des-
pués de cada sesión proporcionan 
una excelente oportunidad para 
discutir la presentación en un pe-
queño grupo. Las exhibiciones son 
un tema prominente no sólo en la 
conferencia, sino también en la pro-
pia exposición. El área de exhibición 
electrónica en los pabellones 1 y 3A 
ofrece una plataforma para la últi-
ma tecnología en las áreas de LCD, 
OLED, PDP, LED, ePaper y mucho 
más. Alrededor de 60 expositores 
presentarán los últimos productos 
y sistemas en el campo de las pan-
tallas electrónicas

Toda la información sobre la 
Conferencia 2017 de pantallas 
electrónicas y un formulario de ins-
cripción están disponibles en: www.
electronic-displays.de

Toda la información y lo que ne-
cesitas saber acerca de embedded 
world 2017 como planos, progra-
mas detallados del congreso, la lista 
actual de expositores y productos, 
además de consejos para organizar 
el viaje están disponibles online en: 
www.embedded-world.de

Para estar informado hasta que 
comience el evento te invitamos a 
seguirnos en Twitter: @embedded_
world

Invitation to exhibit

Nuremberg, Germany 

 14–16.3.2017

http://www.embedded-world.de/
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Noticias Noticias

Basados en la actual estra-
tegia de producto Embedded, 
los productos COM Express en 
las divisiones de bajo consumo 
y de gama alta de DATA MO-
DUL están experimentando una 
expansión a gran escala. Todas 
las nuevas plataformas de pro-
cesadores Intel (siguiendo el 
mapa de ruta de Intel IOTG) se 
implementan basándose en el 
estándar del módulo COM Ex-
press. Estos módulos de referen-
cia se pueden utilizar de forma 
inmediata en zócalos o como 
módulos de construcción para 
ordenadores personalizados de 
una sola placa (diseños ODM).

Dos módulos de base adi-
cionales para bloques de cons-
trucción o diseños ODM perso-
nalizados están ya disponibles: 
Los módulos compactos COM 
Express con procesadores Intel® 
Pentium® / Celeron® y Atom® 
de última generación (nombre 
de código Braswell) para aplica-
ciones de baja potencia y Com 
Express Módulo básico con pro-
cesadores Intel® Core™ i3 / i5 / 
i7 y Xeon® E3 de 6ª generación 
(nombre de código Skylake) para 
la división de alto rendimiento.

Los clientes de productos em-
bebidos se benefician de la alta 
estandarización y escalabilidad 
de los módulos COM Express. 
La conformidad de la especifi-
cación y el soporte de integra-
ción directa de desarrollador a 
desarrollador vienen primero en 
Data Modul. Además, se imple-
menta en todos los módulos 
un controlador interno estándar 
DMEC (Data Modul Embedded 
Controller). Entre otras cosas, 
este controlador proporciona el 

rantizan una exquisita calidad 
de pantalla de hasta 4k de re-
solución (3840 x 2160 @ 30 
Hz) con avanzadas funciones 
3D. El motor de vídeo integrado 
decodifica vídeos comprimidos 
H.265 / HEVC sin problemas en 
la descarga máxima de la CPU y 
codifica dos transmisiones de ví-
deo H.264 de 1080p con 60 Hz 
en tiempo real. Opcionalmente, 
las cámaras pueden conectarse 
directamente a través de la inter-
faz MIPI-CSI. El eDM-COMC-BS6 
tiene un pines tipo COM Express 
6 con 3 carriles PCI Express Gen 
2.0 (5GT / s), 1x Gigabit Ether-
net, 2x SATA 3.0, 4x USB 3.0, 8x 
USB 2.0, LPC e I²C bus, GPIOs, 2 
x UART (COM1 / 2), audio de alta 
definición. Además, se puede 
instalar un chip compatible con 
TPM 1.2 o TPM 2.0 para aplica-
ciones de seguridad relevantes.

Aplicaciones de alto rendimiento

En la división de alto rendi-
miento, DATA MODUL presenta 
el eDM-COMB-SL6 con la tec-
nología Intel®Iris Pro integrada, 
actualmente el procesador más 
potente de Intel. EDM-COMB-
SL6 ofrece la mayor potencia de 
cálculo en espacios compactos. 
Ámbito de aplicación se encuen-
tran en las industrias donde la 
demanda de alto rendimiento 
simultáneo y bajo consumo de 
energía son esenciales. Desde 
la tecnología médica hasta los 
juegos hasta la automatización 
industrial, incluso las exigencias 
de las plataformas de servidores 
adaptadas a la industria se cum-
plen, especialmente gracias a los 
procesadores Xeon.

conjunto de características defi-
nido especificado por COM Ex-
press. También se realizan otras 
funciones útiles, convirtiendo 
a este módulo en un módulo 
integrado:

La gama estándar de carac-
terísticas para todos los pro-
ductos incluye IO-MUX para las 
interfaces, watchdog de múlti-
ples etapas, UART, GPIO, RTM 

Aplicaciones de baja potencia

DATA MODUL ha ampliado 
su actual cartera de productos 
COM Express con eDM-COMC-
BS6 con procesadores Intel® 
Pentium® / Celeron® / Atom® 
de última generación (nom-
bre de código Braswell) para 
aplicaciones de baja potencia. 
Estos robustos módulos COM 

La pantalla diagonal de 15.6 
“para entornos industriales se 
ha establecido como un deno-
minador común para diversas 
aplicaciones, tendencia que se 
continúa en la división PC de 
panel de marco abierto. DATA 
MODUL desarrolla y produce 
soluciones de HMI y ofrece una 
mirada exclusiva a los modelos 
de alta calidad HD y Full HD de 
15.6 “industriales, lo que resulta 
en una atractiva relación precio-
rendimiento. 

Ventajas al cliente reveladas en 
electronica 2016

El panel PC DATA MODUL de 
15,6 “combina las principales 
áreas de experiencia de diseño 
de pantalla, sensores táctiles y 
diseño mecánico en un producto 
y ofrece acceso completo a to-
dos los componentes” básicos “.

DATA MODUL equipa equi-
pos PC de panel de 15,6 “según 
los requerimientos del cliente 
utilizando el sensor SITO PCAP 
desarrollado en sus centros de 
producción, easyTOUCH, con 
función multitáctil y vidrio de 
cubierta de 2 mm. Las opciones 
de control táctil configuradas 
específicamente también hacen 
posible el uso mientras se usan 
guantes. 

El vidrio se adhiere al sensor 
durante un proceso interno de 
unión de líquidos, lo que permi-
te una mejor legibilidad y una 
protección optimizada con una 
funcionalidad táctil fiable. DATA 
MODUL conceptualizó la placa 
incorporada eDM-pITX-BT y de-
sarrolló la carcasa. El difusor de 
calor de aluminio está montado 

en la parte trasera y garantiza 
un enfriamiento eficaz, sin ven-
tilador.

DATA MODUL ofrece sopor-
te para un rendimiento óptimo 
en la integración del sistema, la 
selección del sistema operativo y 
la modificación del BIOS.

Diseño de OEM para cada requi-
sito de cliente

DATA MODUL proporcionará 
soporte durante todo el ciclo de 
vida del producto: desde el inicio 
del producto hasta la consultoría 
y desarrollo, producción, certifi-
cación, soporte y mantenimiento 
del producto.

Thomas Wolfmüller, Director 
de Producto, DATA MODUL: “El 
panel PC de 15,6” proporciona 
la base perfecta para nuestros 
servicios de diseño OEM. Las 
modificaciones especificadas 
por la aplicación específica, las 
tendencias del mercado y los 
requisitos del cliente determi-
nan cómo se equipa el producto 
final. 

Somos capaces de realizar 
soluciones de monitores a medi-
da utilizando nuestro concepto 
modular para cada aplicación, 
ya sea sus modificaciones en el 
vidrio de cubierta, mayor ren-
dimiento de CPU, pantalla TFT 
adecuada o la perfecta integra-
ción de la vivienda... casi todo 
es posible “.

DATA MODUL presentará sus 
servicios, componentes y posi-
bilidades que abarcan todo el 
ciclo de vida del producto, ya sea 
por sus modificaciones menos 
extensas o por sus soluciones 
totalmente personalizadas

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

Los módulos Skylake COM Express con procesadores 
Intel® Core ™ i3 / i5 / i7 y Xeon® E3 de vanguardia

Pantalla industrial de 15.6” también en demanda para 
panel PC

15.6” Panel PC Product Characteristics

EP156WSBC-PCAP-DM 15.6“ / 39.6 cm
Resolution Pixel 1920 x 1080 / format 16 :9
Brightness typical 400 cd/m²
Contrast ratio typical 1500:1
Color depth 16.7 mio
Viewing angle typical 85/85/85/85 °LRUD
Gacklighting LED
Processor Intel® Atom™ E3815, 1.46GHz or Intel® 

Celeron J1900, 2.42GHz
RAM 1GByte / 2GByte/ 4 GByte DDR3L
Memory 16 GBbyte / 32 GByte SSD Flash MLC mSATA 

optional auch größer
Graphic Intel® HD Graphics
Front I/O 1x Ethernet 10/100/1000Mbit, 1x Display Port, 

2x USB 2.0
Operating system Win7/ 8 /10, Linux and more
Touch screen Projected Capacitive Touch/ Multitouch
Power supply 12 VDC
Power consumption 2.5mm DC Jack
Housing Open Frame
Protective glass 2 mm anti-reflective glass, cured 
IP protection IP54 front
Operative temperature 0°C to +50°C

(Running-Time Meter), informa-
ción de la placa, bus I²C, SPI y 
PWM, características especiales 
como controladores CAN tam-
bién pueden ser integrados sin 
costes de hardware adicionales. 

Las unidades EAPI para Win-
dows y Linux están disponibles 
para toda la gama de productos 
y para futuras extensiones. Esto 
permite una integración rápida 
y eficaz de la última tecnología 
de procesador en aplicaciones 
cliente OEM individuales.

Express consumen un prome-
dio de sólo de 4 a 7 vatios y 
proporcionan un rendimiento 
global más equilibrado y mayor 
en gráficos. El gráfico integrado 
de 8ª generación de Intel pro-
porciona un rendimiento gráfico 
que es dos veces más alto (en 
comparación con la plataforma 
anterior). Además, se admiten 
tres pantallas independientes 
2x DP 1.1 o 2x HDMI 1.4b y 1x 
eDP 1.4 o Dual Channel LVDS. 
DirectX11.1 y OpenGL 4.2 ga-

http://www.data-modul.com/
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Nublado con posibilidad de 
microcontroladores

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Durante los últimos años se han 
trasladado o se han creado en la 
nube varios entornos de desarrollo 
integrados (Integrated Develop-
ment Environment, IDE). Si bien 
esto quizá era algo natural para 
el desarrollo de aplicaciones en la 
web (utilizando para ello Javascript, 
HTML, CSS, PHP…) y más tarde 
para aplicaciones en general (Java, 
Python, Ruby…), la industria de 
desarrollo embebido se ha quedado 
atrás. Puede que la razón haya que 
buscarla en que el sistema objetivo 
de las aplicaciones embebidas sea, 
de manera intrínseca, más “físico”.

Quizás el excesivo revuelo que 
rodea al término “nube” ha hecho 
que los desarrolladores hayan es-
cuchado con aparente indiferencia 
o escepticismo cualquier anuncio 
de producto en la “nube”. Estas 
reacciones proceden de dos puntos 
de vista opuestos. Hay una genera-
ción que está entrando ahora en el 
mercado laboral con y que ha vivido 
toda su vida conectado. Para ellos, 
estar en línea es algo natural. Del 
mismo modo, un servicio o herra-
mienta que no esté disponible en 

cualquier momento, en cualquier 
lugar y desde cualquier platafor-
ma informática, representa una 
anomalía.

La otra perspectiva procede de 
un grupo más pragmático, que 
quizás representa a la mayoría, 
que se cuestiona las ventajas que 
representaría trasladar el entorno 
de desarrollo al navegador. Tienen 
diferentes dudas sobre la seguridad 
y las prestaciones, y necesitan prue-
bas y asegurarse bien antes de que 
puedan aceptar esta nueva tecnolo-
gía. Para este grupo, la mayor moti-
vación podría ser la constatación de 
que los IDE modernos han crecido 
hasta llegar a ser objetos muy po-
tentes pero también muy grandes y 
complejos. Eso implica que necesi-
tan actualizaciones frecuentes y un 
mantenimiento cuidadoso.

Por ejemplo, MPLAB X – que se 
basa en el proyecto IDE de código 
abierto Netbeans – cubre miles de 
modelos de microcontrolador dife-
rentes y se actualiza mensualmen-
te, para lo cual necesita descargar 
unos 400Mbyte. Los compiladores 
de C que se conectan a él – paquete 

de compiladores MPLAB XC– se ac-
tualizan con menor frecuencia pero 
requieren descargar otros 100Mby-
te aproximadamente. Añadiendo 
unos pocos conectables más se 
puede superar con rapidez medio 
gigabyte de datos.

Por encima de todo hay que te-
ner en cuenta el tiempo que se 
gasta en realizar las instalaciones y 
el mantenimiento en general. Quien 
dirija un pequeño laboratorio en el 
mundo educativo o un equipo de 
desarrolladores profesionales sabe 
cuánto trabajo hace falta para que 
todo esté actualizado y en buenas 
condiciones. Además, en estos en-
tornos existe una gran preocupa-
ción por la gestión de los permisos 
necesarios para instalar aplicacio-
nes en ordenadores compartidos.

Cuando se adopta un paque-
te de herramientas basadas en la 
nube, todo ese trabajo se convier-
te en un sencillo acceso en línea, 
tras el cual el usuario dispone en 
un navegador de la revisión más 
actualizada de cada componente 
del paquete de herramientas o una 
selección que haya archivado.

Sin embargo, estar en l ínea 
puede añadir una dimensión to-
talmente nueva a la experiencia 
de desarrollo embebido. Una vez 
virtualizado el IDE, los proyectos 
pueden se pueden trasladar rápida-
mente a otra estación de trabajo y 
el trabajo iniciado en una oficina o 
clase se puede trasladar a cualquier 
localización nueva. 

El intercambio y la comunicación 
entre equipos cercanos geográfica-
mente dispersos se convierten en 
algo natural, más fácil de configu-
rar y de mantener.

Con el reciente lanzamiento del 
IDE MPLAB Xpress basado en la 
nube, Microchip ha enviado una 
potente señal a la comunidad de 
desarrollo embebido. Si bien no es 
quizás el primero en ofrecer edi-

tores y compiladores en la nube, 
el nuevo paquete de herramientas 
basadas en la web es posiblemente 
el más completo desde el punto 
de vista del soporte de hardware y 
software. De hecho, desde el primer 
momento incluye soporte para unos 
400 modelos de microcontrolado-
res y está previsto que pronto se 
amplíe para cubrir todo el catálogo 
de productos de 8, 16 y 32 bit, 
incluyendo así potencialmente más 
de 1.000 dispositivos.

Por lo que respecta a las capaci-
dades de depuración de software 
que ofrece, la lista incluye soporte 
para simulación en línea así como 
acceso directo a depuradores y pro-
gramadores en circuito. Lo más im-
portante es que la larga lista incluye 
una novedosa herramienta de desa-
rrollo rápido denominada MPLAB 
Code Configurator, que permite 
tanto a diseñadores expertos y no-
veles ahorrar muchas horas emplea-
das en estudiar el dispositivo (hoja 
de datos) y/o la documentación de 
sus bibliotecas de periféricos (re-
ferencia API) y centrarse más en la 
parte creativa de sus aplicaciones.

Facilitar las cosas

La consecuencia importante de 
hacer que un entorno de desarrollo 
completo sea accesible mediante 

una sencilla sesión web es que lo 
que solía ser una gran barrera de 
entrada se ha ido aplanando hasta 
desaparecer. 

No existe prácticamente ningún 
compromiso a la hora de probar un 
nuevo microcontrolador. Incluso el 
propio inicio de la sesión es innece-
sario para quienes quieren echar un 
vistazo rápido y probar el sistema 
de forma anónima.

P r o b a r  u n a  n u e v a  f u n -
ción, bien sea un periférico del 
microcontrolador o una nueva 
herramienta de software para el 
desarrollo rápido de prototipos es 
solo cuestión de unos pocos clics 
de ratón.

Sin embargo, MPLAB Xpress no 
es un juguete o una herramienta 
dirigida únicamente a principiantes. 
Tanto el interface de usuario como 
las herramientas subyacentes se 
han diseñado para que se parezcan 
y se comporte exactamente igual 
que su equivalente de sobremesa; 
de hecho, son indistinguibles. Esto 
significa que no habrá una segunda 
curva de aprendizaje si el usuario 
decide pasar de la nube a la sobre-
mesa. De hecho, la herramienta de 
la nube tiene las mismas funciones 
que su homónima de sobremesa y 
la transición de un proyecto entre 
ambas no solo es posible sino que 
será impecable.

Prestaciones

Cuando pensamos en un entor-
no de desarrollo que requiera una 
presencia constante en línea, nos 
viene a la cabeza de inmediato en 
la velocidad y el ancho de banda, 
así como en el coste resultante de 
la conexión. 

Sin embargo, las herramientas 
en la nube más modernas se basan 
en la tecnología AJAX. Esto signi-
fica que aprovechan al máximo las 
capacidades del navegador para 
ejecutar el código localmente – de 
manera asíncrona y utilizando Ja-
vascript, de ahí la A y la J del acró-
nimo – por lo que la aplicación (AX) 
puede ser muy sensible y no exige 
pulsar una sola tecla. 

Existen transferencias de archi-
vos, pero solo cuando se ha guar-
dado el archivo o se ha abierto para 
editarlo. Se trata generalmente de 
archivos pequeños de texto (.c, .h, 
.hex) que son superados fácilmente 
tanto en número como en tamaño 
por las imágenes y los anuncios que 
carga un navegador por término 
medio cuando accede a cualquier 
página web moderna. 

En cambio, al compilar el código 
de la aplicación el servidor trabaja 
íntegramente con copias locales y 
el proceso es sorprendentemente 
rápido. De hecho, en el día a día 
es normal observar cómo el com-
pilador de la nube puede superar 
habitualmente las prestaciones de 
un ordenador portátil, aún más a 
medida que aumentan la compleji-
dad y el tamaño del proyecto.

Seguridad

La seguridad en las aplicaciones 
en la nube es un asunto muy deli-
cado. Las grandes compañías están 
gastando enormes cantidades de 
dinero en anuncios para conven-
cernos de que todos que datos – o 
código en este caso – están perfec-
tamente seguros en la nube. Los 
mejores argumentos hasta ahora, 
desde una y otra parte, vendrían a 
ser los siguientes:
• Escépticos: Si el valor o la mo-

tivación son suficientes, con el 
tiempo los atacantes acabarán 
encontrando una manera de en-
trar. Ésta es una regla que gene-
ralmente se cumple para todas 

Autor: Lucio Di Jasio, 
Director de Desarrollo 
del Negocio en la región 
EMEA de Microchip 
Technology

Figura 1. ¿MPLAB X o MPLAB Xpress?

Figura 2. Un puente USB a los programadores y depuradores estándar de Microchip.

Lucio Di Jasio, Director de Desarrollo del Negocio en la región EMEA de 
Microchip Technology, analiza el entorno de desarrollo integrado (IDE) com-
pleto más reciente en línea

http://www.microchip.com/
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las cosas e incluye también cual-
quier acceder al valioso código 
de una compañía privada.

• Creyentes: Las compañías que 
proporcionan servicios en la 
nube también están muy moti-
vadas y en las mejores condicio-
nes para disponer de recursos 
muy especializados – humanos 
y equipos – para trabajar con 
el fin de mantener la seguridad 
de los datos. Estos recursos son 
probablemente muy superiores 
a los que puede afrontar el típi-
co departamento de TI de una 
empresa.

MPLAB Xpress adapta una crip-
tografía avanzada – la misma que 
utilizan los mejores sistemas ban-
carios en línea – para proteger las 
conexiones, así como los datos y 
las aplicaciones sensibles de cada 
usuario. Al final, en los próximos 
años cada uno de nosotros estará 
expuesto a este dilema tecnológico 
y tendremos que elegir si los riesgos 
superan a los beneficios ofrecidos 
por una multitud de nuevos servi-
cios en la nube.

Herramientas de hard-
ware en la nube

El paquete de herramientas en 
línea incorpora el MPLAB Simulator 
para proporcionar capacidades de 
depuración básica, pero los usua-
rios querrán utilizar en su mayoría 
herramientas para el desarrollo de 
prototipos y depuración de hard-
ware. 

Para ello hay varias alternativas. 
Por ejemplo, la tarjeta de evalua-
ción MPLAB Xpress (Fig. 4) ofrece 
el nuevo microcontrolador de apli-
cación general PIC16F18855, que 
incorpora quizás el mayor conjunto 
de periféricos independientes del 
núcleo existente hasta la fecha.

La tarjeta de evaluación se co-
necta a un ordenador PC, Mac o 
Linux como un dispositivo de al-
macenamiento masivo USB y per-
mite que el usuario solo tenga que 
arrastrar y soltar un archivo eje-
cutable de aplicación (.hex) para 
programar el objetivo. Esto tiene la 
ventaja de que no necesita instalar 
ningún driver. La tarjeta también 
se registra automáticamente con el 

ordenador como puerto serie virtual 
(USB-CDC), permitiendo así que 
cualquier programa de terminal se 
conecte directamente al UART del 
microcontrolador PIC. Los usuarios 
de Windows necesitarán instalar un 
pequeño archivo (.inf) para habilitar 
esta característica por primera vez. 
En cambio, los usuarios de Linux y 
Mac tienen acceso libre.

Se puede utilizar un puente USB, 
ejecutado como un módulo Java 
(Fig. 2), para conectar los progra-
madores y depuradores universales 
de hardware de Microchip, como el 
PICKit3 o el PICDEM Curiosity. Esta 
opción abre la puerta a una amplia 
gama de tarjetas de demostración 
tanto de Microchip como de ter-
ceros y, por supuesto, a cualquier 
tarjeta a medida del usuario.

Resumen

Los desarrolladores de control 
embebido, tanto los nuevos como 
los experimentados, encontrarán 
que MPLAB Xpress ofrece una boca-
nada de aire fresco. El gran número 
de dispositivos compatibles y la 
integración con las herramientas 
de desarrollo rápido como MPLAB 
Code Conf igurator hacen que 
MPLAB Xpress ocupe un lugar espe-
cial. Va a ser emocionante compro-
bar cómo utilizan esta herramienta 
las nuevas generaciones y cómo 
cambiará el control embebido en 
la era de la nube. 

Figura 3. MPLAB Code Configurator 3.0 en la nube.

Figura 4. Tarjeta de evaluación MPLAB Xpress.
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Evaluación de RF pulsada de frecuencia 
fluctuante en FM con la memoria seg-
mentada y el software de análisis de 
pulsos de un osciloscopio

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Resumen

Ciertas aplicaciones de RF de 
pulsos, microondas y ondas mili-
métricas presentan problemas de 
medida a los diseñadores de ra-
dares y guerra electrónica debido 
a la necesidad de amplios anchos 
de banda de análisis, así como a 
su deseo de evaluar un periodo de 
tiempo significativo de la actividad 
del sistema. En este artículo estu-
diaremos cómo utilizar la memoria 
segmentada en osciloscopios de 
banda ancha, incluyendo el uso 
de software de análisis de pulsos, 
para responder a estos problemas. 
También analizaremos el área de 
aplicación de radares y guerra elec-
trónica en cuanto a la medida de 
amplitud de pulsos, frecuencia y 
fase, así como la forma en que 
puede optimizarse la precisión.

Cuando se utilizan técnicas de 
digitalización directa para obtener 
beneficios de planicidad de ampli-
tud y de fase en las medidas de RF 
por pulsos, como sucede al utilizar 
determinados osciloscopios de am-
plio ancho de banda, el método de 
muestreo de alta velocidad consu-
me muy rápidamente la memoria 
de adquisición. De ahí la necesidad 
de “memoria segmentada” en la 

que las señales de interés se sitúen 
en segmentos de memoria y el re-
ceptor ignore los tiempos en que 
estas señales no estén presentes, 
como se muestra en la Figura 1. 

El papel de la memoria 
segmentada del osci-
loscopio para lograr 
objetivos de capturas 
de tiempo largas en 
aplicaciones de RF pul-
sadas

Veamos el ejemplo de una señal 
de RF pulsada con una frecuencia 
portadora de 15 GHz y modulación 
de 2 GHz de ancho. El oscilosco-
pio debe muestrear con velocidad 
suficiente para abordar la señal de 
pulso de RF modulada de 15 GHz. 
Para ello se necesita una velocidad 
de muestreo de al menos ~ 2,5 x 
16 GHz, o 40 Gmu/s. 

Para contar con algo de margen 
más allá de los 2 GHz de modula-
ción de portadora, así como para 
evitar la caída del ancho de banda 
del osciloscopio, la velocidad de 
muestreo inmediatamente superior 
que podemos elegir son 80 Gmu/s, 
el máximo del osciloscopio, para 
una captura de ancho de banda 
33 GHz. 

Con el método de captura están-
dar, en el que todas las muestras 
entran en la memoria disponible 
independientemente de las señales 
presentes, a la velocidad máxima 
de 80 Gmu/s de un osciloscopio 
con 33 GHz de ancho de banda y 
utilizando los 2 Gpts de profundi-
dad de memoria disponibles, ob-
tendríamos 25 ms de tiempo de 
captura:

(2 Gmu) / (80 Gmu/s) = 25 ms

Ahora consideremos un tren de 
pulsos con un intervalo de repeti-
ción de pulsos de 100 us (a una 
velocidad de repetición de pulsos 
[PRI] de 10 kHz) y pulsos de 1 us 
de ancho. 

La captura de osciloscopio co-
rrespondiente incluiría cerca de 
250 pulsos, de acuerdo con la si-
guiente fórmula:

(25 ms) / (100 us/pulso) = 250 
pulsos

Si utilizamos la memoria seg-
mentada del osciloscopio, el nú-
mero de pulsos capturados puede 
aumentar espectacularmente. Con 
el modo de memoria segmenta-
da, se pueden definir segmentos 
un poco más largos que el mayor 
pulso capturado. Por ejemplo, po-
demos utilizar un segmento de 1,2 
us de ancho para capturar pulsos 
de 1 us. 

La captura por memoria seg-
mentada puede configurarse para 
abarcar segmentos de 1,2 us si 
se elige una profundidad de me-
moria de 96.000 puntos y 32.768 
segmentos, como se muestra en la 
Figura 2.

El cálculo de la profundidad de 
memoria segmentada necesaria es 
muy simple, sabiendo que la velo-
cidad de muestreo es de 80 Gmu/s 
y que deseamos una longitud de 
segmento de 1,2 us:

(80 Gmu/s) x (1,2 us) = 96.000 
muestras

Ahora, al pulsar el botón de cap-
tura “única”, capturaremos 32.000 
pulsos y se introducirán en 32.000 
segmentos correspondientes a 3,3 
segundos de actividad objetivo. 

La captura segmentada puede 
verse en la Figura 3, que muestra 
una señal de RF pulsada con una 
portadora de 15 GHz y una mo-
dulación de frecuencia fluctuante 
lineal en FM de 2 GHz. 

Obsérvese que hay un botón 
de reproducción que permite re-
producir los 32.000 segmentos. 
Nótese también que las estadísticas 
se calculan a partir de los 32.000 
pulsos capturados.

Mejora de las medidas 
de pulso/radar con la 
combinación de memo-
ria segmentada del os-
ciloscopio y software 
de análisis de pulsos

La memoria segmentada puede 
controlarse mediante un software 
de análisis de señales, de forma 
que el análisis estadístico de pulsos 
podrá llevarse a cabo en múltiples 
pulsos de RF capturados en la me-
moria segmentada. 

Este análisis puede realizarse 
en muestras de osciloscopio con 
conversión de bajada digital, en las 
que el formato ahora será I/Q de 
banda base y la medida se habrá 
ajustado a la frecuencia central y a 
un alcance de análisis de frecuencia 
elegido para que sea un poco más 
amplio que el ancho espectral de la 

señal. De esta forma, la ganancia 
de procesamiento puede reducir el 
ruido en la medida.

Tras la reducción de ruido pue-
den tomarse muchas medidas en 
los datos I/Q, incluyendo la evolu-
ción de la amplitud, la frecuencia y 
el cambio de fase a lo largo de un 
pulso de RF. La Figura 4 muestra un 
ejemplo de este tipo de medidas; 
en ella se analizan los segmentos 
de memoria 3, 4 y 6, así como los 
pulsos que contienen. 

En este ejemplo, el cambio en 
frecuencia fluctuante lineal en FM 
a lo largo del pulso de RF se mide 
y se compara con una rampa lineal 
ideal (véase el panel central dere-
cho). La diferencia entre el pulso 
medido y la rampa recta ideal se 
calcula y se muestra (traza hori-
zontal con ruido). Así, podemos ver 
que la rampa medida y la rampa 
de referencia apenas presentan 
diferencias. La traza de error se 
muestra con una escala de 1 MHz/
div y una desviación de pico de 
unos 500 kHz, y el valor cuadrá-
tico medio (RMS) del error de fre-
cuencia en la tabla inferior derecha 
muestra unos 300 kHz de error de 
frecuencia. 

De forma parecida, el despla-
zamiento de fase a lo largo de un 
pulso se compara con el despla-
zamiento de fase parabólico ideal 

Autor: Brad Frieden - 
Keysight Technologies, 
Inc.

Figura 1. Método de memoria segmentada, en el que las señales de interés se sitúan en 
segmentos de memoria.

Figura 2. Memoria segmentada configurada para elegir segmentos de 1,2 us de ancho 
para capturar pulsos de 1 us.

Figura 3. Captura de 32.000 pulsos en 32.000 segmentos, a 1,2 us por segmento, con la 
memoria segmentada de un osciloscopio de 33 GHz.

http://www.keysight.com
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(véase el panel superior derecho), 
característico de la modulación 
fluctuante lineal en FM en pulsos 
de radar. Es posible ampliar la vista 
del desplazamiento medido y su 
referencia para ver hasta qué punto 
un sistema objetivo se desvía de 

su ideal. En la tabla de la Figura 4 
vemos una desviación de pico de 
unos +8 y -5 grados y un RMS de 
error de fase de 2 grados.

El contenido espectral del pul-
so de RF se ve en el panel central 
izquierdo; en el panel superior iz-

quierdo hay una vista de la ampli-
tud de la envolvente del pulso de 
RF; por último, en el panel inferior 
izquierdo se muestra la diferencia 
entre la envolvente de amplitud 
medida y la señal de referencia 
recta ideal.

Para finalizar, es posible realizar 
un análisis estadístico de los pará-
metros medidos en el número de 
pulsos capturado en los segmen-
tos. En la Figura 5 podemos ver el 
análisis estadístico en la tabla de 
pulsos basada en 1.000 segmentos 
de memoria capturados.

Cuando se capturan directamen-
te señales de RF pulsadas de banda 
ancha, la velocidad de muestreo 
necesaria puede dificultar la cap-
tura de muchos pulsos, ya que la 
memoria de adquisición disponible 
se agota rápidamente. No obstan-
te, la memoria segmentada permite 
solventar este problema adquirien-
do los pulsos de RF en segmentos 
de memoria para después desacti-
var la adquisición durante los mo-
mentos “tranquilos” hasta que se 
produzca el siguiente pulso de RF. 
El software de análisis de pulsos 
puede controlar una captura de 
memoria segmentada y realizar 
digitalmente una conversión de 
bajada de las señales capturadas 
en los datos de I/Q de banda base. 

De esta forma, la medida se 
ajusta de forma eficaz a una fre-
cuencia portadora específica con 
un alcance de la medida de fre-
cuencia ligeramente superior a la 
señal bajo prueba, reduciendo así 
el ruido y aumentando la precisión 
de la medida. 

El tiempo de validación del sis-
tema se ve reducido al poder com-
pararse las características del pulso 
real medido respecto a unas seña-
les de referencia relativas ideales en 
lo relativo a amplitud, frecuencia y 
fase. Esto permite identificar pro-
blemas en la creación de señales y 
el rendimiento del sistema.  

Figura 5. Análisis estadístico de 1.000 segmentos de memoria.

Figura 4. Cálculos de software de análisis de pulsos basados en medidas tomadas en la memoria segmentada de un 
osciloscopio.

http://www.keysight.com/
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El mundo de la informática y 
las tecnologías de la información 
expanden sus dominios día a día 
y era cuestión de tiempo ver cómo 
los ordenadores personales, has-
ta ahora confinados en casas y 
oficinas, comienzan a conquistar 
también los territorios de la auto-
mación industrial. 

La versión industrializada de un 
PC es conocida como IPC (Industrial 
PC) y requiere que su diseño y ren-
dimiento se adapten perfectamente 
a entornos de trabajo con las con-
diciones más rigurosas.

El futuro de los sistemas de pro-
ducción se escribe con conceptos 
como Internet of Things, Big Data 
o la Industria Inteligente, y OMRON 
está preparado para responder a 
estas necesidades con el nuevo 
Sysmac IPC, un PC industrial con un 
controlador Sysmac en su interior 
que se presenta en dos versiones: 
Industrial Box PC e Industrial Panel 
PC.

Potencia con control

Sysmac IPC establece un puente 
directo entre la tecnología de au-
tomatización localizada a pie de 
planta en la fábrica y los sistemas IT 

localizados en la oficina. Combina 
la precisión y velocidad de la serie 
NJ/NX de Controladores de Máqui-
na con la versatilidad y variedad en 
software que ofrece un ordenador 
con Windows. 

La potencia de procesamiento 
está garantizada gracias a su pro-
cesador Intel® Core™ i7 Quad-
core 4700EQ de 4ª generación, 
disponiendo 2 núcleos para el 
controlador y 2 núcleos para Win-
dows, y capaz de gestionar hasta 
8 hilos en paralelo junto con sus 
8 GB de RAM. Además, utilizan-
do funciones de virtualización, se 
consigue aislar el RTOS (Real Time 
Operating System) del controlador 
y  Windows, por lo que la máquina 
controlada seguirá funcionando a 
pesar de los problemas que se pue-
dan presentar en Windows.

Del intercambio de datos entre 
ambos sistemas operativos se en-
carga un adaptador de Ethernet 
virtual gestionado por un hypervi-
sor, siendo esta una característica 
clave para el desarrollo de aplica-
ciones (por ejemplo .NET) en Win-
dows que procesen, visualicen y 
almacenen la carga de datos. Si se 
habla de almacenar datos interna-
mente, Sysmac IPC incorpora hasta 
dos discos duros, pudiendo optar 
por un disco HDD de 320 GB, si se 
requiere mayor capacidad, o por 
un disco SSD de hasta 128 GB, si lo 
que se necesita es mayor robustez 
y disponibilidad.

Pero si lo que se desea es com-
partir los datos con una base de 
datos, un sistema MES (Manu-
facturing Execution System) o un 
software ERP, el IPC lo pone  fá-
cil a través de su puerto Ethernet 
1000BASE-T, creando así un vínculo 
directo con el mundo IT de la com-
pañía.

Las posibilidades de comuni-
cación con el exterior se amplían 
gracias a los 4 puertos USB (2x 
USB 2.0 y 2x USB 3.0) que incor-
pora de serie el Sysmac IPC, ideal 
para la conexión de dispositivos de 
almacenamiento externos, teclados 
o impresoras.

Una experiencia de 
usuario al alcance de 
tus dedos

Desde el punto de vista de la in-
terfaz de usuario, el IPC de OMRON 
no podría tener un mejor aliado 
que el nuevo Monitor Industrial de 
12” o 15”, bien en su versión por 
separado o bien integrado sin ca-
bles ni conexiones en el Industrial 
Panel IPC.

Se trata de una pantalla táctil 
capacitiva que permite hasta 5 con-
tactos simultáneos y que integra 
algoritmos avanzados para operar 
incluso con guantes o deshabilitar-
se en caso de que detecte agua en 
su superficie. 

Es el complemento perfecto 
para controlar el ordenador sin 
necesidad de ratón ni teclado, pero 
también para utilizarlo como termi-
nal HMI (Human Machine Interfa-
ce) o SCADA en líneas de produc-
ción controladas por la plataforma 
Sysmac.

La conexión con el IPC se esta-
blece a través de un puerto DVI 
para pantallas de hasta 1920 x 
1200 pixeles a 60Hz, y ofrece la po-
sibilidad de tener otro puerto DVI 
para conectar un segundo monitor, 
para aplicaciones con mayores ne-
cesidades de visualización.

Sysmac IPC nace con la idea de 
convertirse en un equipo escalable 
y expandible y como muestra de 
ello integra un compartimento de 
fácil acceso para albergar tarjetas 
PCIe v3.0, con lo que su funcio-
nalidad se amplía a toda la gama 
de tarjetas PCIe  disponible en el 
mercado. 

Además, ofrece la opción de 
montar un puerto RS 232 para 
mantener vigentes todas esas apli-
caciones que sigan requiriendo co-
municación serie.

Cuerpo de PC. Alma 
de controlador

Gracias al controlador de má-
quinas integrado en el Sysmac IPC, 
OMRON va un paso más allá en la 

automatización de fábricas y ofrece 
una nueva plataforma de control 
integrada e inteligente. Los 2 nú-
cleos dedicados del procesador In-
tel® Core™ i7 Quad-core 4700EQ 
posibilita gestionar las máquinas 
con los requisitos más exigentes, 
pudiendo llegar a un tiempo de 
ciclo de hasta 500 µs. Otra ventaja 
importante es que forma parte de 
la plataforma Sysmac, por lo que 

se puede programar directamente 
con la herramienta Sysmac Studio, 
acortando así el tiempo de puesta 
en marcha, de integración y de 
mantenimiento.

La parte de control soporta dos 
tipos de comunicaciones inde-
pendientes basadas en Ethernet. 
Por un lado, incluye un puerto 
EtherCAT (100BASE-TX), que es un 
protocolo de red abierto utilizado 

ampliamente en la industria como 
bus de campo en tiempo real, con 
capacidad para controlar hasta 192 
esclavos.

 Y por otro lado soporta Ether-
net/IP, que es un protocolo que 
integra CIP (Common Industrial 
Protocol) con los servicios y capa-
cidades de Ethernet estándar.

Como miembro de la familia de 
dispositivos Sysmac, se trata de un 
controlador híbrido entre el cono-
cido NJ5 y el potente NX7.

Conclusión

El nuevo Sysmac IPC de OMRON 
representa una solución óptima 
para conectar el mundo de los dis-
positivos que operan a nivel de 
planta y el mundo IT, dando un 
paso más hacia la industria inte-
ligente. 

Por un lado, proporciona una 
plataforma de automatización sufi-
cientemente potente como para sa-
ciar las aplicaciones más exigentes 
en cuanto a control en tiempo real, 
manipulación y visualización de 
datos, y por otro, ofrece al usuario 
toda la flexibilidad de un PC, en 
cuanto a la gestión, procesamien-
to y desarrollo de aplicaciones se 
refiere.  

http://www.industrial.omron.es
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Introducción

Las tecnologías emergentes de 
5G inalámbricas y móviles están 
aportando otro nivel de conecti-
vidad a los coches y haciendo que 
muchas aplicaciones admitan segu-
ridad, eficacia y acceso a Internet. 
La conectividad es un complemen-
to natural a otros tipos de sensores 
de automóviles que también se es-
tán integrando en vehículos. La co-
municación permite a los vehículos 
intercambiar lo que ven y ampliar 
su rango de detección, mejorando 
las decisiones automatizadas. 

Mientras que la tecnología mo-
derna de comunicaciones y de 
radar se está abriendo paso rápi-
damente a las plantas de prueba 
de validación y producción, los 
ingenieros y científicos están tra-
bajando activamente en ideas in-
novadoras para comprender mejor 
cómo los coches automatizados 
interactuarán mejor con los objetos 
no automatizados en la carretera, 
impulsar la sinergia entre las co-
municaciones y el radar vehicular, y 
diseñar radares de ancho de banda 
amplia capaces de resolver distan-
cias muy cortas. 

Para llevar estas tecnologías al 
mercado, la industria del automóvil 
debe aprovechar una técnica basa-
da en una plataforma centrada en 
software que ayude a acelerar las 
fases de diseño, caracterización y 
prueba.

Tendencias en tecno-
logías conectadas al 
coche

La comunicación inalámbrica 
está aportando otro nivel de co-
nectividad a los coches. Con la 
tecnología inalámbrica, los coches 
pueden comunicarse entre sí di-
rectamente en el modo de vehí-
culo a vehículo (V2V), o mediante 
la infraestructura en el modo de 
vehículo a infraestructura (V2I). 
Existen numerosas aplicaciones de 
conectividad para aportar seguri-
dad, eficacia de transporte y, por 

supuesto, acceso a Internet. La 
conectividad es un complemento 
natural a otros tipos de sensores 
de automóviles que se están inte-
grando en vehículos. 

Se lleva investigando la conec-
tividad vehicular al menos veinte 
años. La técnica de facto es la co-
municación especializada de corto 
alcance (DSRC). Se concibe esta 
tecnología principalmente como 
un medio para intercambiar men-
sajes básicos de seguridad, aunque 
también tiene aplicaciones en el 
control del tráfico. La DSRC admite 
V2V y V2I. Después de casi 20 años 
de desarrollo, la DSRC ahora exis-
te en algunos coches en EE. UU., 
aunque su uso no se extenderá sin 
un mandato del gobierno.

Los vehículos automatizados son 
de todo tipo, en función del nivel 
de automatización. En un extremo 
está la no automatización, donde 
el conductor controla todo. En el 
otro extremo, el vehículo controla 
completamente todo y no hay con-
troles para asistencia humana. En 
niveles intermedios, ciertas funcio-
nes de conducción se automatizan 
pero el ser humano puede tomar el 
control. Por ejemplo, en un nivel in-
ferior de automatización, se puede 
avisar al conductor de una posible 
colisión frontal. En un nivel mayor 
de automatización, el coche puede 
accionar de forma automática los 
frenos y quizá también realice una 
maniobra de evasión para evitar la 
colisión. 

Aunque la conducción total-
mente automatizada se suele lla-
mar “conducción autónoma”, es 
improbable que la automatización 
completa pueda suceder simultá-
neamente con total autonomía, 
lo que implica ausencia de comu-
nicación. El motivo es que la con-
ducción totalmente automatizada 
a alta velocidad es difícil sin la co-
municación de datos de mapas de 
alta resolución. 

La conectividad es un compo-
nente fundamental de la automa-
tización vehicular, ya que mejora 
el rango de detección de los ve-

hículos. Entre los sensores para la 
automatización se encuentran el 
radar de automoción, las cáma-
ras visuales y el LIDAR. El radar se 
utiliza para el control de crucero 
automático, para la advertencia 
de colisión frontal, para la asis-
tencia de cambio de carril, para el 
aparcamiento y para aplicaciones 
anticolisión. Las cámaras visuales 
se utilizan para copias de seguridad 
seguras, control de puntos ciegos, 
evitar el adormecimiento y man-
tenerse en el carril. LIDAR ofrece 
información de mapas 3D de alta 
resolución que puede utilizarse 
para la navegación autónoma, así 
como para la detección de peato-
nes y bicicletas. 

Las tres tecnologías son impor-
tantes para vehículos totalmen-
te automatizados. Por ejemplo, 
Tesla utiliza cámaras visuales para 
la conducción automatizada por 
autopistas, mientras que los coches 
Google utilizan mucho los datos de 
mapas 3D y LIDAR para la conduc-
ción y navegación precisas, y va-
rios radares para ayudar a detectar 
otros vehículos. El alcance de cada 
tecnología depende de su configu-
ración y del caso de despliegue. Por 
ejemplo, en zonas rurales, el radar 
puede alcanzar los 200 m, el LIDAR 
35 m y las cámaras visuales 30 m, 
pero en zonas urbanas el alcance 
de todas estas tecnologías disminu-
ye varios metros por la obstrucción 
de otros vehículos. Esencialmente 
estos sensores externos se ven li-
mitados por lo que pueden ver. La 
comunicación permite a los vehícu-
los ampliar su rango de detección 
aprovechando lo que pueden ver 
otros vehículos de frente, de atrás 
o de los lados. 

Siguen siendo una dificultad 
los entornos de uso mixto en los 
que los vehículos tienen distintos 
niveles de automatización y co-
municación. Una técnica consiste 
en desplegar detección en la es-
tación base, por ejemplo el radar, 
las cámaras visuales o el LIDAR. A 
continuación, la información deri-
vada de los sensores puede trans-
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y detección, con una variedad de 
frecuencias portadoras y con dis-
tintos anchos de banda. Explorar 
sinergias entre comunicaciones y 
radares vehiculares requiere en-
tender las soluciones intermedias 
de diseño que se realizan en capas 
MAC y PHY. Para crear rápidamente 
prototipos para sistemas de comu-
nicaciones y radar, una plataforma 
debe ofrecer una capacidad de pro-
cesamiento y una transferencia de 
datos muy alta, especialmente para 
permitir que un prototipo funcio-
ne en tiempo real en condiciones 
del mundo real. Para ofrecer estas 
capacidades, una plataforma debe 
tener núcleos paralelos rápidos, 

mitirse a vehículos conectados, 
facilitándoles el conocimiento de 
la situación sobre vehículos no co-
nectados y usuarios no vehiculares 
de calzadas. La técnica basada en 
la infraestructura tiene la ventaja 
de que funciona bien incluso si 
la mayoría de los otros vehículos 
no disponen de la capacidad de 
comunicación. La infraestructura 
también hará que una parte mayor 
de la automatización sea más efi-
caz, por ejemplo para coordinar in-
teracciones de vehículos en cruces 
sin necesidad de semáforos. Esta 
detección basada en la infraestruc-
tura probablemente se fabricará en 
torno a las comunicaciones móviles 
5G, ya que aumentarán en gran 
medida las velocidades de datos. 

Actualmente existe un enorme 
interés en el uso del automóvil para 
el 5G. Entre las aplicaciones se en-
cuentran la automatización vehicu-
lar, las operaciones y la planifica-
ción de transporte y, por supuesto, 
la información y el entretenimien-
to. El 5G admitirá 10 veces menos 
latencias y 10 veces más ancho de 
banda que las soluciones de 4G, lo 
que lo hace especialmente adecua-
do para aplicaciones de automóvil. 
En particular, la onda milimétrica 
5G es especialmente atractiva, por 
las altas velocidades de datos, que 
pueden utilizarse para intercambiar 
datos de sensores sin procesar. La 
onda milimétrica para aplicaciones 
de automoción es uno de los varios 
temas de investigación continua en 
la Universidad de Texas en Austin. 
Otros temas son el codiseño de la 
comunicación y el radar, el uso de 
las señales de comunicación de 
baja frecuencia como medio de 
bajo coste de radar de automo-
ción, y el uso de la infraestructura 
basada en la detección para ayudar 
en la comunicación con ondas mi-
limétricas. 

Una técnica basada en 
plataforma acelera la 
innovación y acorta el 
tiempo de comerciali-
zación 

Los proyectos típicos de ingenie-
ría atraviesan las fases de diseño, 
caracterización y prueba. Estas fa-
ses suelen estar dislocadas y cada 
una tiene distintas herramientas y 

técnicas. Para conseguir eficacia 
de desarrollo en cada fase y una 
rápida transición a la siguiente, NI 
ofrece una técnica basada en una 
plataforma, que reduce las barreras 
entre cada fase con un entorno 
unificador gracias a componentes 
comunes de hardware y software y 
bien integrados. En el centro de la 
plataforma de NI está el software 
LabVIEW. Esta técnica basada en 
plataforma acelera la productividad 
y reduce el tiempo empleado en 
cada fase.

Diseño: los ingenieros y cientí-
ficos del mundo están explorando 
varias tecnologías de conectividad 

Figura 2.

Figura 1.
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un bus de alta velocidad para la 
transferencia de datos o admitir 
capacidades de procesamiento de 
FPGA y, por supuesto, admitir téc-
nicas avanzadas de procesamiento 
de señales. El LabVIEW Communi-
cations System Design Suite (Figura 
2), basado en hardware subyacente 
que ofrece estas capacidades de 
alto rendimiento, es un entorno de 
software que aúna distintos pasos 
de despliegue, desarrollo e inves-
tigación en una sola herramienta. 
Esta serie de software se integra 
bien con el hardware de radio defi-
nida por software, incluyendo uno 
con una FPGA programable. Los 
marcos de aplicación LTE y 802.11, 
incluidos con el LabVIEW Com-
munications System Design Suite, 
ofrecen diseños de referencia de 
capa física (PHY) en tiempo real y 
fácilmente modificables basados en 
los estándares inalámbricos LTE y 
802.11. Estos marcos de aplicación 
ofrecen un punto de inicio sustan-
cial para que los investigadores 
hallen modos de mejorar los es-
tándares LTE y 802.11. Un ejemplo 
de investigación es explorar nue-
vos algoritmos y arquitecturas que 
puedan admitir el gran aumento 
del número de terminales, inven-
tando nuevas formas de onda por 
las que modular y desmodular las 
señales, o encontrar nuevas arqui-
tecturas multiantena que exploten 
al completo los grados de libertad 
en el medio inalámbrico. 

Para admitir el diseño de senso-
res de radar de enorme ancho de 
banda, la plataforma de entorno 

de diseño AWR de NI, concreta-
mente el Visual System Simulator 
(VSS), ofrece una solución comple-
ta de software que permite a los 
ingenieros diseñar la arquitectura 
correcta de sistemas y formular 
especificaciones adecuadas para 
dichos sensores.

Caracterización: los sistemas 
de radar desempeñan un papel 
fundamental en los aspectos de 
fiabilidad y seguridad de vehículos 
autónomos. Además, los fabrican-
tes de coches y de sensores de ra-
dar tendrán que innovar continua-
mente en funciones para mantener 
su competitividad en el mercado y 
satisfacer el panorama normativo 
en evolución. Desafortunadamen-
te, no se puede escalar el enfoque 
tradicional de crear un instrumento 
de función mixta hecho a medida 
y probar una categoría concreta 
de casos. Para aumentar verdade-
ramente el ámbito de cobertura, 
no se puede depender de la simu-
lación, sino directamente de hard-
ware y de señales del mundo real. 
LabVIEW de NI y el transceptor de 
señales vectoriales PXIe-5646R de 
NI ofrecen esta flexibilidad me-
diante su arquitectura diseñada 
con software, como se muestra en 
la figura 3 inferior. Los ingenieros 
pueden programar la FPGA en este 
dispositivo para emular distintos ti-
pos de objetivos estáticos y móviles 
de un punto o de varios utilizando 
la RF integrada y cabezales de radio 
de onda milimétrica disponibles en 
el mercado.

NYU recientemente anunció un 
prototipo de 5G y un sistema de 
sonido de canales basado en una 
plataforma de radio definida con 
software basado en LabVIEW de 
NI para desarrollar y validar sis-
temas mmWave.  [http://wireless.
engineering.nyu.edu/millimeter-
wave-5g-prototype-and-channel-
sounder/]. La industria automo-
vilística también necesita invertir 
y crear un sistema de sonido de 
canales mmWave para caracterizar 
y entender totalmente el impacto 
de los canales en las comunicacio-
nes vehiculares. 

Esto incluye, sin limitación, el 
impacto del bloqueo de vehículos, 
especialmente si los vehículos de 
recepción y transmisión se encuen-
tran en distintos carriles y estudiar 
si los rayos que reflejan otros co-
ches cercanos puede ofrecer bue-
nas alternativas de rutas secunda-
rias a la línea de visión bloqueada. 
Si pueden utilizarse dichos reflecto-
res, podrían utilizarse tecnologías 
de detección tradicionales para 
ofrecer ubicaciones de posibles 
reflectores y para la formación de 
rayos dirigidos. 

Prueba: Dado que la conduc-
ción automatizada, y los compo-
nentes que la habilitan, es una 
función relevante para la seguri-
dad, estos sistemas deben some-
terse a procesos de validación y 
pruebas complejas y obligatorias. 
Para satisfacer los retos de dichos 
procesos, un ingeniero debe poder 
evaluar varios casos durante las 
fases de diseño e implementación 
de la electrónica y la aplicación de 
la comunicación. Una plataforma 
abierta y modular es esencial para 
ofrecer flexibilidad y adaptabilidad 
a fin de satisfacer las numerosas 
condiciones que pueden encon-
trarse.

Como las  p i las  d isponib les 
comercialmente de 802.11p no 
permiten la inyección de fallos en 
el protocolo o normalmente no 
ofrecen acceso a la lógica inter-
na, S.E.A. Datentechnik GmbH ha 
desarrollado una pila de protoco-
los ampliados de 802.11p (MAC y 
PHY) basados en la plataforma de 
NI. Esta pila de protocolos ofrece 
una interfaz de software completa 
(API) para LabVIEW.

Además de la comunicación en 
vivo, el 802.11p de S.E.A. ofrece 
extensiones únicas para probar y 
manipular, especialmente necesa-
rias para la prueba de desarrollo, 
verificación y validación a nivel de 
señales. La pila de protocolos se 
implementa como código FPGA en 
el hardware VST de NI para ofrecer 
procesamiento de datos y seña-
les en tiempo real con capacidad 
precisa de programación y sincro-
nización

El sistema ofrece procesamiento 
de paquetes no tratados y con im-
presión de la hora exacta que con-
tiene todos los datos, que se envían 
a la capa de MAC. La transmisión 
de paquetes de datos por aire al 
DUT puede controlarse en puntos 
precisos del tiempo. Esto permi-
te una sincronización excelente 
con otras señales que sintetiza el 
sistema de prueba, como señales 
de sensor de GPS, Radar o LIDAR, 
o datos vehiculares. Los paquetes 
de datos recibidos del DUT llevan 
impresión de hora y están disponi-
bles en LabVIEW para futuro pro-
cesamiento.

El producto Mx-DSRC de Danlaw 
prueba la interoperabilidad y con-
formidad de un módulo DSRC en 
un entorno de vehículo integrado 
(simulado o real), incluido el bus 
del vehículo y las capas físicas de 
802.11, y la prueba de comuni-
cación DSRC según IEEE1609.4, 
1609.3 y 1609.4, y la prueba de ni-
vel de rendimiento como J2945/1. 
Es clave para probar el funciona-

miento de DSRC confirmar la ca-
lidad del enlace de RF y el cum-
plimiento de las normas que lo 
definen.  Andrew Donaldson, jefe 
de programa, afirma que Danlaw 
seleccionó a National Instruments 
para ofrecer la capacidad de prue-
ba de RF; la WLAN Test Suite de NI 
y el sistema de prueba basado en 
PXI subyacente ofrecen todas las 
funciones necesarias para probar 
totalmente las capacidades de RF 
del dispositivo DSRC en prueba.

Resumen

Las tecnologías emergentes de 
5G inalámbricas y móviles están 
aportando otro nivel de conecti-
vidad a los coches y haciendo que 
muchas aplicaciones admitan segu-
ridad, eficacia y acceso a Internet. 

Los ingenieros y científicos están 
trabajando activamente en ideas 
innovadoras para comprender me-
jor cómo los coches automatiza-
dos interactuarán mejor con los 
objetos no automatizados en la 
carretera, para impulsar la sinergia 
entre las comunicaciones y el radar 
vehicular, y para diseñar radares de 
ancho de banda amplio capaces de 
resolver distancias muy cortas. La 
técnica basada en la plataforma de 
NI, con una plataforma software 
basada en software y hardware 
muy integrados, acelera las fases 
de diseño, caracterización y prue-
ba, ayudando a los ingenieros a 
aportar ideas innovadoras al mer-
cado de forma más rápida y así 
mejorar la experiencia del conduc-
tor e incluir la fiabilidad en coches 
autónomos. 

Figura 4. Implementación de la pila de protocolos 802.11p de S.E.A.
Figura 3: Imagen de VST como emulador de canales con objetivos
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Ejecución de modelos de simulación Eco-
simPro en plataformas PXI con configu-
ración HIL (Hardware In the Loop)

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Ejecutar y analizar, en tiempo 
real, un modelo escrito en la he-
rramienta de simulación EcosimPro 
en un sistema PXI con sistema ope-
rativo Phar Lap en configuración 
Hardware In the Loop (HIL)..

La Solución

Se trabajó sobre dos configura-
ciones. En la primera, se desarrolló 
un modelo de un motor DC en Eco-
simPro a partir del cual se generó 
un modelo compatible VeriStand 
para ser ejecutado en un PXIe-8108 
controlado por un PLC conectado 
a través de un tarjeta de E/S PXIe-
6341. 

La segunda configuración con-
sistió en un controlador PI codifi-
cado en EcosimPro y ejecutado en 
el mismo PXI pero ahora conectado 
a un motor DC real.

Introducción y objetivos

El principal objetivo de este pro-
yecto fue validar el procedimiento 
que hace posible la ejecución de 
modelos de simulación EcosimPro 
en una plataforma de tiempo real 
como el PXI en configuración HIL. 

Se trabajó sobre dos configura-
ciones; en la primera el modelo es 
ejecutado en el PXI y controlado 
por un PLC externo.

En la segunda configuración, un 
modelo del controlador se ejecuta 
en el PXI de forma que sea capaz 
de controlar un sistema real.

En la primera configuración 
(diagrama mostrado en la Figura 
1 y equipamiento real en la Figura 
2), comenzamos con un motor DC 
simple escrito en el lenguaje de 
simulación EcosimPro. 

Para conseguir ejecutarlo en la 
plataforma PXI, se deben seguir 
algunos pasos:

1. Desde el software EcosimPro, 
generar una S-function de Mat-
lab para el modelo del motor 
DC.

2. Desde Simulink, abrir el modelo 
generado previamente, definir 
la entradas y salidas externas 
del modelo y usar Simulink Co-
der para generar un modelo de 
simulación para NI Veristand.  

3. Desde NI Veristand, configurar 
un nuevo proyecto importan-
do el modelo de simulación y 
mapear las entradas/salidas del 
modelo con las correspondien-
tes señales de la tarjeta de E/S.
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Se configuró un PID en el PLC 
Siemens SIMATIC S7-1200 con 
módulo de salida SB 1232 AQ y 
conectado al hardware PXI. De esta 
forma, podemos comprobar (Figu-
ra 3) la ejecución de un controla-
dor industrial real actuando sobre 
un motor DC simulado. Además, 
fuimos capaces de satisfacer las 
condiciones de tiempo real en la 
ejecución del modelo seleccionan-
do adecuadamente el paso de in-
tegración. El cumplimiento de las 
condiciones de tiempo real puede 
ser comprobado fácilmente desde 
NI VeriStand analizando algunas 
de las señales de ejecución del mo-
delo.

La segunda configuración (Figu-
ra 4) está orientada a la ejecución 
de un controlador PI en un sistema 
PXI cuyo modelo ha sido codificado 
en EcosimPro. Los pasos para ge-
nerar un modelo compatible Veris-
tand a partir del modelo del PI en 
EcosimPro son los mismos que en 
la configuración #1. El motor DC 
real es un modelo disponible para 
los estudiantes en nuestro labora-
torio que dispone de un tacómetro 
integrado, por lo que podemos 
cerrar el lazo con el controlador 
(leyendo la señal generada por el 
tacómetro y enviando una señal 
de voltaje a la entrada del motor).

La Figura 5 muestra uno de los 
experimentos que llevamos a cabo. 
Como el controlador PI codificado 
en EcosimPro no incluyó una limi-
tación en la señal de salida (OP) 
generada, tuvimos que limitar la 
salida del controlador desde el pro-
pio Veristand antes de enviarla al 
motor; sin embargo, se aprecia cla-
ramente que existe un retardo en la 
acción de control debido al tiempo 
que tarda la misma en volver den-
tro de los límites. Esto podría ser 
solucionado realizando una mejor 
implementación de la estrategia de 
control, pero ya quedaba fuera de 
los objetivos de este proyecto. 

“Ser capaces de ejecutar modelos EcosimPro en tiempo real en plataformas PXI significa que 
las pruebas HIL pueden ser realizadas antes de llegar a la fase de prototipado real.”

- Fernando Carbonero, Empresarios Agrupados 

Figura 3. Experimento en lazo cerrado para la configuración HIL #1 (desde la interfaz PLC).

Figura 1. Configuración HIL #1 para tests del modelo del motor DC ejecutado en un PXI.
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Figura 2. Sistema PXI conectado al PC de 
desarrollo y al bloque conector de E/S.

Figura 4. Configuración HIL #2 para tests del controlador PI ejecutado en un PXI

Figura 5. Experimento en lazo cerrado para la configuración HIL #2 (desde la interfaz Veristand)
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Interfaz USB a I2C / SPI

Analizadores
» Captura y presentación en tiempo real
» Monitorización no intrusiva

» Gran resolución
» Multiplataforma: Windows - Linux - Mac OS X

» Analizadores USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
» Decodificación de clases USB
» Detección de chirp en USB high-speed
» Detección de errores (CRC, timeout, secuencia de trama, transición de estado, etc)
» Detección automática de velocidad
» Filtrado de paquetes por hardware
» E/S digitales para sincronización con lógica externa
» Detección de eventos suspend/resume/señales inesperadasDispositivo

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

» 1 ó 2 interfaces de bus CAN
» Configuración independiente de cada canal como Adaptador o como Analizador
» Aislamiento galvánico independiente en cada canal
» Tasa de transferencia hasta 1Mbps
» Comunicación con cualquier red CAN: Desde automoción hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40ºC hasta +85ºC

Analizador I2C/SPI/MDIO

» Analizador I²C, SPI y MDIO
» Marcas de tiempos a nivel de bit
» I²C hasta 4MH
» SPI hasta 24MHz
» MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

» Idóneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Señalización SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para máximo Throughput

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro
» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo
» Soporte multi-master
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes
» Modos estándar (100-400kHz)
» Modos no estándar (1-800kHz)
» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBus y TWI
» Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select configurable por software
» Pines de alimentación configurables por software

http://bit.ly/1k9XPIT
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y analógicas por RS-485
» E/S digitales y analógicas por USB
» E/S digitales y analógicas por Ethernet
» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)
» PLRs (Programmable Logic Relays)
» Paneles táctiles
» Paneles gráficos
» Paneles táctiles PC
» Paneles de texto
» PCs industriales
» Pantallas industriales

ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Transformadores de pared
» Fuentes de alimentación redundantes
» Sistemas de control de baterías
» SAIs - Hasta 2880VA/2700W
» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)
» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Protectores de sobretensión en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

( )

VL)

480W)

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet
» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie
» Prolongadores (hasta 1,9Km)
» Convertidores de Medio: A fibra óptica
» Switches gestionados y no gestionados
» Switches GigaBit y PoE
» Protectores contra sobretensión

» Radio módems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)
» Radio módems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)
» Radio módems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)
» Radio módems USB en 2,4GHz
» Radio módems Ethernet en 2,4GHz
» Punto de Acceso Ethernet a WiFi
» Servidor Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)
» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet
» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)
» Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)
» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)
» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)
» Protectores contra sobretensión
» Hubs con aislamiento óptico
» Cables USB

100m)
0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas
» Bloques de terminal
» Carril DIN
» Canalización de cable
» Cables serie
» Cables USB
» Cables industriales de Ethernet
» Cables de fibra óptica
» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo
» Convertidores serie a fibra
» Aisladores y Repetidores
» Protectores contra sobretensión
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5
nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.
1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com
Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69
c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Conexiones robustas

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

La industria 4.0 se basa, al igual que 
la Internet de los objetos, en la inter-
conexión, y por consiguiente, en los 
contactos. Los conectores necesarios 
para ello tienen que presentar la ro-
bustez necesaria para el uso industrial. 
Con ello, la industria 4.0 no solo es un 
impulsor de crecimiento, sino también 
un motor tecnológico que proporciona 
numerosas innovaciones. Y también 
benefician a otros sectores.

En casi todos los ámbitos de utiliza-
ción de la construcción de maquinaria 
e instalaciones y en la automatización, 
las aplicaciones están sometidas a re-
quisitos especialmente extremos, como 
humedad, polvo, aceite, productos 
químicos, altas temperaturas y vibra-
ciones. A la vez, la seguridad de la ins-
talación tiene que estar necesariamen-
te garantizada. Muchos fabricantes ya 
han reaccionado ante estos requisitos 
y han desarrollado conectores de dis-
tintos estándares, certificados según 
la norma EN 60529 y que ofrecen el 
tipo de protección IP67 o IP68. Esto 
es válido sobre todo para los tipos M8 
y M12 que con mayor frecuencia se 
instalan en las aplicaciones industriales, 
pero también para clavijas modulares 
o USB. En este caso hay que tener en 
cuenta que el tipo de protección solo 
es válido para el estado conectado. En 
cuanto hay un extremo del enchufe 
abierto, la protección normalmente 
no se garantiza.

Molex ofrece una serie especial-
mente amplia de soluciones robustas: 
La serie “Sealed Connectors” engloba 
conectores encapsulados estándar y 
específicos de clientes con distintos 
tipos de protección. 

En el caso de los componentes de 
automatización en armarios de dis-
tribución se utilizan principalmente 

conectores para conexiones de hilo 
individual, ya que con estos se puede 
llevar a cabo la unión de los sensores, 
los actuadores y la alimentación ener-
gética de una forma muy flexible. En 
la electrónica de potencia, los desarro-
lladores prefieren conectores de placa 
de circuitos impresos en lugar de las 
soluciones de bornes más habituales 
hasta el momento. Permiten unos di-
seños de dispositivos más compactos y 
flexibles, y una conductividad superior. 

En el ámbito de las conexiones de 
datos se pueden encontrar cada vez 
más conectores industriales norma-
lizados, p. ej. RJ45 y conectores re-
dondos, ya que los sistemas de bus de 
campo se van relevando por Ethernet 
industrial. Los conectores ópticos per-
miten una transferencia rápida y sin 
interferencias de grandes cantidades 
de datos. 

Automoción

Los componentes de automoción 
tienen que cumplir unos requisitos de 
seguridad máximos, lo que conviene 
al desarrollo de modelos robustos. 
Otro requisito central en este caso es 
la reducción del espacio constructivo 
y el peso. De este modo, los fabrican-
tes ya ofrecen sistemas con más de 
300 contactos. Las aleaciones de alto 
rendimiento como CuNiSi además, les 
aportan mayor conductividad, per-
mitiendo soluciones más pequeñas; 
los materiales como el aluminio o las 
aleaciones de cobre proporcionan un 
peso más reducido. 

JAE, por ejemplo, ha desarrollado 
la serie MX19 especialmente para el 
sector automovilístico. Los pequeños 
conectores cable a cable resistentes al 
agua según JIS D0203 S1 se conectan 
con solo un clic. Son resistentes a tem-
peraturas entre -40 y 105 ºC, así como 
a las vibraciones típicas que se forman 
en un coche. Gracias al paso de cables 
con aislamiento trasero, la serie MX19 
permite una disposición optimizada 
del árbol de cables y los bornes de 
conexión se pueden insertar mejor 
en la carcasa. El aislamiento protege 
contra daños, aleteo de cable y contra 
la entrada de agua. Los terminales de 
los bornes de conexión disponen de un 
mecanismo de resortes de doble placa 

con una gran longitud de portador 
para ofrecer una reducida fuerza de 
inserción y una expansión de presión. 
Hay disponibles variantes de 2 y 4 po-
los diseñadas para una intensidad de 
hasta 5A y para cables entre 20 y 22 
AWG.   

  
Movilidad eléctrica

Los vehículos híbridos y eléctricos 
conllevan nuevas clases de tensión 
y corriente, lo que también significa 
unas temperaturas y unas vibraciones 
considerablemente más altas. Además, 
justo en los vehículos de accionamien-
to eléctrico, existe el riesgo de que 
la potencia se vea mermada por las 
influencias medioambientales como 
agua, polvo, suciedad, aceite, produc-
tos químicos o campos electromagné-
ticos. Como resultado tanto el diseño 
como los materiales de base y las su-
perficies de contacto de los conectores 
están sujetos a unos requisitos más 
exigentes. Hasta el momento aún no 
se ha introducido ningún estándar, los 
fabricantes de equipamiento original 
utilizan principalmente soluciones indi-
viduales. Al contrario que en el caso de 
los conectores para la unidad de carga: 
Aquí se han introducido los estánda-
res tipo 1 (especialmente en EE.UU. y 
Japón), tipo 2 (Europa) y GB/T (China).

Amphenol ha desarrollado su siste-
ma de conexión de alta corriente y alto 
voltaje PowerLokTM especialmente 
para cargadores, conexiones de carga 
y para la confección de cables de vehí-
culos híbridos y eléctricos. Se basa en 
la tecnología de contacto RADSOK® 
(RADial SOcKet), que proporciona una 
menor caída de tensión y subida de 
temperatura, y que amplía la super-
ficie gracias a la estructura radial. Los 
conectores PowerLok están diseñados 
para 750A y 1.000V y están equipados 
con una protección contra corriente 
HVIL (High Voltage InterLock). El se-
gundo bloqueo automático garantiza 
que los bornes estén posicionados de 
manera óptima y ofrece una fuerza de 
sujeción suficiente incluso para entor-
nos áridos; sus distintas opciones de 
ranura permiten una conexión segura 
sin que se produzcan daños por una 
conexión incorrecta. En este caso se 
forma el típico ruido de clic, que tanto 

gusta en el sector automovilístico. La 
conexión sencilla garantiza una pro-
tección máxima para el usuario. Si el 
bloqueo se abre, las altas corrientes se 
interrumpen de inmediato. La carcasa 
cumple como mínimo los requisitos de 
las especificaciones UL94-V-0, RTI130, 
CTI2 y resiste temperaturas de -40 a 
125 ºC. El revestimiento metálico de 
360º garantiza un blindaje completo 
del conector para IP6K9K en estado 
conectado y de IP2X en estado desco-
nectado (según DIN 40 050, 9). 

Amphenol también ofrece una se-
rie de conectores para acumuladores 
de energía, que se ha desarrollado 
expresamente para conexiones de alta 
corriente en el módulo de la batería y el 
sistema de gestión de la batería (BMS): 
La familia RADLOK económica incluye 
una serie de diseños de conectores y 
puede utilizarse en la batería como 
conexión celda a celda o también ex-
ternamente como conexión batería a 
batería o conexión serie a acumulador 
de corriente. Ofrece unas reducidas 
fuerzas de inserción y extracción, así 
como muchos ciclos de inserción gra-
cias al bloqueo y desbloqueo mecánico 
integrado. Su carga de corriente máxi-
ma es de 750A, la tensión continua 
máxima es de 1.000V, el rango de 
temperatura abarca de -40 a 125 ºC. 

Conexiones de tren

En el ámbito ferroviario, la deman-
da de conectores crece debido al cre-
ciente uso de redes Ethernet, p. ej. para 
cámaras y pantallas, y por la tendencia 
a la construcción de vehículos modula-
res. En este caso, los sistemas parciales 
tienen que poderse conectar entre sí 
sin complicaciones, para transmitir la 
potencia, los daños y las señales por 
todas las unidades del vehículo. 

Para el uso externo, estos conecto-
res no solo tienen que enfrentarse a 
las vibraciones y a los impactos, sino 
también a las condiciones medioam-

bientales. Aquí se requieren modelos 
con tipos de protección IP68 o IP69K, 
y con bloqueos mecánicos. En el inte-
rior del vehículo son suficientes unos 
tipos de protección menores, pero en 
contraposición, los campos electro-
magnéticos son de mayor importancia. 
Para ello hay disponibles conectores 
blindados. 

Además de esto, todos los conec-
tores tienen que cumplir los requisitos 
de las normas ferroviarias específicas. 
Y estas son distintas en cada país. Nor-
malmente en este caso se incluye p. 
ej. una alta capacidad de resistencia 
frente a aceite hidráulico, detergentes 
agresivos y sustancias similares.

Iluminación

En el caso de las soluciones de ilu-
minación por LED, los requisitos para 
los conectores no quedan claramente 
delimitados, ya que varían en función 
del lugar de utilización y de la aplica-
ción. Lo que sí es válido es, que cuanto 
más robusta sea la solución de cone-
xión, más amplio será el ámbito de 
utilización, tal como se puede ver en la 
serie SSL-1 de Amphenol. Con su resis-
tencia a los impactos y a las vibraciones 
según EN61373, es apta para aplica-
ciones LED interiores y exteriores, así 
como para el mercado del transporte. 
Aquí sustituye el proceso de soldadura 
con el riesgo de puntos de soldadu-
ra de escaso valor, proporcionando 
así unos tiempos de producción SMT 
más cortos y un abaratamiento de los 
gastos. Requiere menos espacio en la 
placa de circuitos impresos, por lo que 
puede incrementarse la densidad de 
LED, evitándose la formación de som-
bras. La serie SSL-1 incluye conexiones 
de 2, 4 y 6 polos bordo a bordo, cable 
a bordo y cable a cable.    

Tecnología médica

Las aplicaciones en la tecnología 
médica tienen que cumplir primera-
mente las normas y homologaciones 
específicas del sector, las cuales regu-
lan los requisitos de blindaje, estan-
queidad, capacidad de autoclave y pro-
tección para evitar entrar en contacto 
y roce. A veces también se requieren 
una alta seguridad de contacto y mu-
chos ciclos de inserción, así como una 
protección frente a los productos des-
infectantes y las soluciones de limpieza 
agresivas. 

Los sistemas de conexión que tam-
bién cumplen los elevados requisitos 
con frecuencia requieren una nueva 
producción. Además, sus gastos de 
desarrollo casi nunca se amortizan con 
una producción en masa. 

Todo esto los convierte en elemen-
tos relativamente caros, de manera 
que no son adecuados para aplica-
ciones o ámbitos de aplicación caros, 
en los que realmente no se necesita 
la correspondiente protección. Pero 
para todo lo demás ofrecen muchas 
ventajas, convirtiéndose incluso en un 
producto necesario. 

Bases para el tipo de 
protección

El tipo de protección indica para 
qué condiciones ambientales es ade-
cuado el componente o el dispositi-
vo eléctrico. Se indican en códigos IP 
(protección internacional); las normas 
DIN EN 60529 y DIN 40050-9 regulan 
dicha codificación. 

En la designación del tipo de pro-
tección se añaden dos cifras caracte-
rísticas a la combinación de letras IP. 
La primera indica la protección contra 
el contacto o cuerpos extraños, la se-
gunda contra agua o humedad. Hay 
diferencias entre las dos normas: En 
algunos tipos de protección, la primera 
cifra tiene una “k” adicional según DIN 
40 050, con 6k y 9k se relaciona una 
protección específica para vehículos 
de carretera. Resumen de las cifras 
más relevantes (según la norma DIN 
EN 60529):

Primera cifra:  
4. Protección contra cuerpos extraños 

con un diámetro superior a 1mm 
5. Protección contra polvo en cantida-

des dañinas 
6. Estanqueidad frente al polvo y pro-

tección completa contra el contacto 
Segunda cifra:

6. Protección contra chorro de agua 
fuerte

7. Protección contra sumersión mo-
mentánea

8. Protección contra sumersión per-
manente

9. Protección contra agua en caso de 
limpieza con alta presión / chorro a 
vapor
Es decir, Un conector con IP67 es 

estanco al polvo y está protegido con-
tra el contacto y contra la sumersión 
momentánea.  

http://www.rutronik.com/
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Por delante de la curva de diseño
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Artículo cedido por Kemet

Los componentes electrónicos pa-
sivos constituyen una parte esencial 
de todos los diseños de circuitos. La 
evolución hacia productos electrónicos 
más pequeños, rápidos y eficientes ha 
impulsado el desarrollo de condensa-
dores electrónicos a una increíble ve-
locidad. Desde la década de 1960, la 
eficiencia volumétrica del condensador 
cerámico se ha multiplicado por diez 
como resultado de la exigencia de una 
tensión de funcionamiento más baja y 
de innovaciones en las tecnologías de 
fabricación. Al mismo tiempo, el coste 
por microfaradio ha disminuido en una 
proporción similar debido a las venta-
jas de la producción masiva a escala 
mundial.

Los fabricantes de componentes 
pasivos han añadido valor a sus pro-
ductos continuamente, pero no solo 
incrementando la eficiencia volumétrica 
y reduciendo costes, sino también pre-
sentando componentes como redes de 
condensadores, diseños con una menor 
inductancia, menos microfonía, resisten-
cias integradas e inductores integrados, 
y una mayor robustez mecánica. Una 
sencilla búsqueda entre la oferta de 
productos de los suministradores de 
componentes pasivos permite hallar en 
la actualidad más de 400.000 productos 
condensadores diferentes, incluyendo 
más de 200.000 condensadores cerá-
micos. Las principales marcas actuales 
de fabricantes de equipos originales 
(OEM) de alta tecnología continúan 
presionando a los suministradores de 
componentes pasivos para que amplíen 
su oferta.

Un creciente segmento del mercado 
electrónico tiene necesidades especiales, 
como la capacidad de manejar una 
tensión más alta, una temperatura más 
alta, una menor resistencia serie equi-
valente (ESR) o una menor inductancia 
serie equivalente (ESL), mayor capacidad 
para corriente de rizado, capacidad para 
afrontar pulsos y picos de señal, así 
como una mayor robustez mecánica, 
por citar tan solo algunas de tales ne-
cesidades. Los ingeniosos ingenieros 
de circuitos a menudo adaptan com-
ponentes disponibles en el mercado 

para cubrir requisitos especiales, pero 
generalmente deben aceptar algunos 
compromisos cuando los utilizan para 
conseguir las prestaciones deseadas 
en nuevos diseños de productos avan-
zados.

Por ejemplo, se pueden utilizar dos 
componentes en serie para manejar 
la tensión deseada cuando no hay un 
solo componente capaz de lograrlo. Se 
podría utilizar un voluminoso y costoso 
“banco” de componentes en diseños 
de circuitos con elevadas corrientes de 
rizado ya que no existen componentes 
capaces de manejar una corriente alta. 
Muchos circuitos de alta corriente y alta 
tensión, y en especial los que incorporan 
IGBT de alta tensión, exigen refrigera-
ción activa para evitar la degradación 
de los componentes pasivos del circuito. 
En estas situaciones, una solución pasiva 
personalizada puede ser una mejor al-
ternativa que “arreglárselas” con lo que 
hay disponible.

Las soluciones de componentes a 
medida suponen a menudo la última 
opción para los diseñadores de circuitos. 
La sabiduría convencional sugiere que 
los dispositivos a medida deberían tener 
un precio más alto, menos suministra-
dores y unos plazos de entrega más 
largos. La demanda de ciclos cortos de 
diseño y eficiencia de coste son a me-
nudo los factores más importantes que 
disuaden a los ingenieros de apostar por 
una solución de componentes a medida 
para un nuevo diseño, y generalmen-
te son más importantes que cualquier 
cuestión relacionada con la idoneidad 
del componente para la aplicación.

KEMET ha estado trabajando para 
que el desarrollo de soluciones pasivas 
a medida sea tan eficiente y económico 
como sea posible, de modo que los 
ingenieros estén seguros de disponer de 
los componentes más adecuados, en el 
momento correcto y al precio adecuado 
para cubrir sus necesidades. Estas inicia-
tivas se basan en una aplicación comer-
cial basada en la web, y utilizada por 
ingenieros de aplicaciones de campo 
y profesionales de ventas que estén en 
contacto frecuente con los diseñadores 
de circuitos para captar los requisitos 

más relevantes de tipo técnico del di-
seño, así como en cuanto al coste del 
componente, en diseños avanzados. Los 
requisitos se comparten con los princi-
pales ingenieros de diseño del producto 
y con expertos en materiales para iniciar 
de inmediato el proceso de revisión del 
diseño. El proceso de revisión del diseño 
orienta la solicitud del nuevo diseño a 
través de varias etapas para evaluar la 
viabilidad técnica, los costes de desa-
rrollo previstos, el plazo de desarrollo 
y la viabilidad de su fabricación. Si ya 
existe un componente que cumpla los 
requisitos, este proceso es capaz de 
identificar los dispositivos óptimos y por 
tanto permite disponer de una solución 
rápida y económica.

Cuando aún no existe un dispositivo 
estándar para los requisitos de la nueva 
aplicación, los ingenieros de diseño de 
KEMET están preparados para cola-
borar con los ingenieros de diseño de 
circuitos para desarrollar una solución 
a medida. El proyecto sigue un proceso 
acreditado que en primer lugar asegura 
que se hayan comprendido todos los 
requisitos técnicos, económicos y de 
calendario. El siguiente paso consiste 
en identificar los materiales existentes 
que sean adecuados y la capacidad de 
fabricación en KEMET para el desarrollo 
de una solución personalizada que apro-
veche lo máximo posible los recursos ya 
disponibles o cualquier otro que pueda 
estar actualmente en desarrollo para un 
mercado más amplio. KEMET cuenta 
con centros de desarrollo de productos 
en las principales regiones económicas 
del mundo para todo el mercado de 
componentes pasivos. Estos centros se 
pueden utilizar para aprovechar todos 
los recursos de KEMET disponibles con el 
fin de resolver problemas a los clientes.

Este método reduce el plazo de 
desarrollo de nuevos dispositivos y al 
mismo tiempo ayuda a controlar los 
costes, y permite un rápido desarrollo de 
muestras de prototipos. La rápida dis-
ponibilidad de muestras de prototipos 
permite que los ingenieros de diseño 
de circuitos empiecen comprobar sus 
prototipos en una fase más temprana 
del proyecto y por tanto que dediquen 

más habilidades y atención a la difícil 
tarea de validar el nuevo diseño. Este 
método también ofrece la mejor opor-
tunidad para suministrar una solución 
en el tiempo necesario y cumplir los 
objetivos de coste exigidos.

La personalización ofre-
ce resultados

No deja de aumentar el número de 
proyectos de diseño de clientes que 
exigen una gran capacidad con una 
larga vida operativa para temperatu-
ras y corrientes de rizado que superan 
cada vez más las capacidades de los 
condensadores existentes de película y 
electrolíticos. KEMET ha desarrollado la 
capacidad de fabricar múltiples conden-
sadores apilados en diversos formatos 
que incorporan X7R de KEMET (figura 
1) y los dieléctricos cerámicos de primera 

categoría C0G y U2J con el fin de ofrecer 
la elevada capacidad en un encapsulado 
capaz de trabajar a temperaturas extre-
madamente elevadas (figura 2).

 KEMET también ha ampliado su 
línea de condensadores cerámicos de 
alta tensión para ofrecer un conden-
sador extremadamente pequeño de 
1 kV. Su experiencia ha permitido el 
desarrollo de un condensador C0G de 
10 kV para montaje superficial en un 
pequeño encapsulado (2220) para su 
uso en equipos portátiles de rayos X 
como sustituto de componentes más 
voluminosos para alta tensión, ayudan-
do así al cliente a crear un instrumento 
más ligero y portátil que los disponibles 
anteriormente.

Otras innovaciones recientes son la 
tecnología HLC (High-Layer-Count) que 
aumenta la capacidad, así como disposi-
tivos para altas temperaturas capaces de 

trabajar a temperaturas de hasta 300°C 
para garantizar la fiabilidad en aplica-
ciones exigentes como la perforación 
de pozos profundos. Además, la nueva 
tecnología ”Smart Cap” de KEMET abre 
muchas nuevas oportunidades de per-
sonalización al integrar componentes 
añadidos en serie o en paralelo, como 
resistencias, fusibles y otras circuitería 
(figura 3).

Algunas aplicaciones que requieren 
un breve pulso de energía también ne-
cesitan un mecanismo de seguridad. 
Este mecanismo necesita liberar energía 
cuando el sistema ya no está armado 
para su funcionamiento. Al integrar la 
resistencia en el condensador apilado, 
los clientes tienen un solo componente 
con seguridad integrada.

Cuando se necesita una gran capa-
cidad, se está desarrollando otra opción 
que elimina la parte conductora interna 
(leadframe) de manera que la solución 
de condensador apilado se puede mon-
tar directamente de forma superficial 
sobre la placa del circuito (figura 4). 
Además de ser más ligero y con un 
menor coste que una solución apilada 
tradicional, la pila sin los terminales se 
monta con materiales capaces de resistir 
fácilmente las altas temperaturas de la 
soldadura por reflujo. El montaje apilado 
sigue siendo mecánicamente robusto 
a temperaturas de funcionamiento de 
hasta 200°C y superiores.

Además de desarrollar productos 
adaptados a las necesidades de los clien-
tes, otros servicios importantes son los 
procesos de caracterización eléctrica 
que cubren las necesidades de deter-
minadas aplicaciones del usuario final. 
Éstas cubren aspectos como ESR, ESL 
e impedancia dentro de un rango de 
frecuencias y temperaturas, así como 
ensayos de duración de CA y CC hasta 
300 °C y 2000 V, ensayos con pulsos y 
con rizado hasta 150 °C.

Conclusión

La continua innovación de los pro-
ductos condensadores cerámicos es-
tándar, así como la personalización, son 
vitales para la evolución de productos 
electrónicos de próxima generación. 
Los avances en materiales, procesos, 
construcción y encapsulado han per-
mitido que los diseñadores cumplan las 
exigentes demandas de miniaturización, 
mejora de las prestaciones y fiabilidad.

Más información en http://www.
kemet.com/unique-mlcc   

Autor: Lonnie Jones, 
Técnico Jefe Asociado, 
KEMET Corporation.

Figura 2. Fotografía de un condensador apila-
do cerámico U2J de 4,2 µF y 50 V de KEMET 
para montaje superficial.

Figura 1. Fotografía de un banco de múltiples condensadores apilados X7R de KEMET con 
una capacidad total de 6000 µF a 25V.

Los condensadores cerámicos son fundamentales para estabilizar y controlar 
circuitos electrónicos, y su progresión es rápida

Figura 3. Dispositivo “Smart Cap” que integra 
una resistencia de drenaje con dos condensa-
dores cerámicos de elevado valor.

Figura 4. Los condensadores apilados sin la parte conductora interna (leadframe) pesa menos 
y puede funcionar con temperaturas mucho más altas.

http://www.kemet.com/unique-mlcc
http://www.kemet.com/unique-mlcc
http://www.kemet.com/
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en comprobar cada producto n de 
la línea; o en el caso de placas de 
circuito, cada placa n que se vaya 
a instalar. Alternativamente, los 
inspectores de control de calidad 
pueden revisar placas al azar. Sea 
cual sea la estrategia empleada 
por la empresa, una cámara tér-
mica puede desempeñar un papel 
importante.

Eligiendo una cámara

Los dispositivos electrónicos son 
cada vez más compactos cada día, 
lo que significa que las placas y los 
componentes de estos dispositivos 
también son cada vez más peque-
ños. Debido a esta tendencia y de-
bido a que los ingenieros pueden 
necesitar determinar la temperatu-
ra de algo tan pequeño como, por 
ejemplo, un pin sobre un compo-
nente, la resolución espacial y la 
sensibilidad térmica de una cámara 
IR son factores importantes en la 
elección de una cámara para este 
tipo de trabajo. 

La resolución especial de una 
cámara térmica se denomina su 
“campo de visión instantáneo” 
(IFOV) y se mide en mil iradios 
(mrad) p.e. 1,30 mrad. En esen-
cia, el IFOV de una cámara térmica 
describe el objeto más pequeño 
que se puede observar. Respecto a 
la sensibilidad térmica, los diseña-
dores de PCBs actuales tienen a su 
disposición cámaras térmicas con 
sensibilidad térmica ≤ 0.05ºC a 
30ºC (o mejor).

Utilizando una cámara con bue-
na resolución espacial y sensibili-
dad térmica, un técnico puede ver 
y comparar las temperaturas de 

para ser utilizada en un dispositi-
vo portátil con pilas. El diseñador 
tiene entonces la oportunidad de 
ajustar el diseño, disminuir el con-
sumo de energía del tablero y, por 
lo tanto, prolongar la vida de la 
batería en el producto final. Del 
mismo modo, sabiendo que una 
placa o un componente “funcio-
na en caliente” puede alertar al 
diseñador sobre el hecho de que 
requerirá enfriamiento activo o una 
sincronización de calor más grande 
en el producto final, o un rediseño 
que no lo caliente tanto.

En la fase de prueba, si un 
ingeniero de diseño usa termogra-
fía y descubre que un área de la 
placa está sobrecalentada, puede 
ser por varias razones, incluyendo 
las mencionadas anteriormente. 
Le incumbe al diseñador encontrar 
la causa de cualquier anomalía, 
quizás usando otras herramientas 
de prueba. Por ejemplo, utilizan-
do una cámara de infrarrojos, un 
ingeniero encontró que una traza 
en una placa estaba cambiando 
de caliente a normal aproxima-
damente una vez cada segundo. 
Resultó que una de las partes de la 
traza estaba montada hacia atrás 
y estaba cortocircuitando el sumi-
nistro de energía. La sobrecarga 
que protegía el circuito lo estaba 
encendiendo y apagando alterna-
tivamente, haciendo que la traza, 
a su vez, se calentara y luego se 
enfriara.

La proyección previa a la 
producción de PCBs usando ter-
mografía ahorró a un fabricante de 
impresoras la vergüenza de enviar 
unidades defectuosas y tratar con 
las devoluciones y reclamaciones 

En el corazón de los dispositivos electrónicos modernos y muchos otros productos están las placas de 
circuito impreso (PCBs), que han demostrado ser resistentes, fiables, y de producción rápida y barata. 
Las cámaras térmicas proporcionan un potente conjunto de herramientas de diagnóstico para probar 
PCBs durante el diseño y la creación de prototipos e incluso pueden ayudar a mejorar la excelencia de fa-
bricación cuando se usan en aplicaciones de producción, control de procesos y aseguramiento de calidad.

objetos pequeños y de forma irre-
gular. Esto hace posible identificar 
pequeñas diferencias de tempera-
tura entre áreas muy pequeñas en 
PCBs. Además, una característica 
recientemente desarrollada de las 
cámaras termográficas Fluke, IR-Fu-
sion™, mejora aún más la utilidad 
de la termografía en las aplicacio-
nes de PCB. 

¿Qué buscar?

Ya sea que se utilice un termó-
grafo para escanear PCBs para I + 
D, pruebas de preproducción o ase-
guramiento de la calidad, existen 
varios tipos de problemas que se 
manifiestan como puntos calientes 
en una imagen térmica. Los pro-
blemas típicos de PCB descubiertos 
por termografía son la soldadura 
inadecuada de circuitos o compo-
nentes, trazas rotas o insuficientes 
entre componentes, fluctuaciones 
de energía debidas a cables eleva-
dos, componentes perdidos, pola-
ridad invertida de componentes, 
pines doblados y colocaciones de 
componentes incorrectas.

Esta larga lista de posibles pro-
blemas de PCB detectables me-
diante la termografía impide una 
discusión detallada de todos ellos. 
Veamos, en cambio, algunos ejem-
plos de cómo se ha utilizado la ter-
mografía para apoyar el diseño y la 
fabricación de tarjetas de circuitos 
impresos:

En la fase de diseño, las cá-
maras térmicas ayudan a los dise-
ñadores a identificar áreas de PCB 
que utilizan energía excesiva. Esta 
capacidad es especialmente im-
portante si la placa está diseñada 

Los PCBs soportan mecánica-
mente los componentes electróni-
cos y conectan esos componentes 
a través de vías conductoras o pis-
tas. Las pistas se graban a partir 
de láminas de cobre y se laminan 
sobre sustratos no conductores. 
Luego los componentes se sueldan 
automáticamente a las placas de 
acuerdo con los esquemas de los 
diseñadores.

Asegurarse de que el PCB está 
diseñado adecuadamente y fun-
ciona correctamente antes de que 
el dispositivo en el que va a operar 
vaya a producción es la tarea prin-
cipal de los ingenieros de diseño 
electrónico. Cuando la placa de 
circuito se ha probado en la fase 
de diseño y como un componente 
en un prototipo, las pruebas de 
producción normalmente asegu-
rarán su integridad y éxito en el 
producto final.

Esta discusión se centra en el 
uso de imágenes térmicas para 
probar y testear las PCBs. Las imá-
genes térmicas también conocidas 
como imágenes infrarrojas o cáma-
ras IR capturan representaciones 
bidimensionales de las temperatu-
ras superficiales los componentes 
electrónicos y eléctricos y otros 
objetos. Dado que el sobrecalen-
tamiento puede indicar que una 
traza, una unión de soldadura o 
un componente (chip, condensa-
dor, resistencia, etc.) no funcio-
nan correctamente, las poderosas 
cámaras termográficas portátiles 
de Fluke pueden proporcionar un 
potente conjunto de herramientas 
de diagnóstico para probar PCBs.

¿Qué comprobar?

Las cámaras térmicas son usadas 
principalmente para comprobar 
las placas de circuito durante las 
fases de diseño y prototipado, pero 
también pueden ser útiles en de-
terminadas circunstancias en las 
aplicaciones de control de produc-
ción o de proceso y en apoyo de la 
garantía de la calidad. Compruebe 
lo siguiente:

Nuevos diseños (prototi-
pos). Las cámaras térmicas pue-
den desempeñar un papel impor-
tante durante el diseño de PCBs. 
Por ejemplo, al diseñar circuitos, 
los ingenieros pueden usar equipos 
de infrarrojos para monitorizar las 
características térmicas de ciertos 
componentes y hacer modificacio-
nes en el diseño basadas en sus 
hallazgos. Después de desarrollar 
un prototipo, los ingenieros, por 
supuesto, conectarán la placa al 
nivel que se espera que funcione en 

el producto final y monitorizarán 
los resultados. Puede suceder una 
de estas tres cosas: 1) la placa se 
encenderá sin problemas aparen-
tes; 2) la placa se apagará; o 3) la 
placa se encenderá y apagará en al-
gunas pruebas. Cuando una placa 
en prueba se apaga o se enciende y 
se apaga, los ingenieros de diseño 
deben determinar la causa. Incluso 
si la placa se enciende sin ningún 
problema, los diseñadores deben 
determinar si está funcionando 
de manera óptima. Analizar cada 
prototipo de placa con cámaras 
térmicas puede ser esclarecedor 
en varios escenarios de pruebas de 
diagnóstico.

Placas para contratistas. 
Muchos fabricantes de dispositivos 
electrónicos compran sus placas 
de circuitos en compañías que se 
especializan en la fabricación de 
PCBs; contratando a menudo con 
varios proveedores para producir la 
misma placa. Encender y compro-
bar estas placas con una cámara 
térmica antes de lanzar la pro-
ducción puede ayudar a asegurar 
que todas las placas compradas 
funcionen correctamente y que la 
calidad sea consistente de unidad 
a unidad y de proveedor a pro-
veedor. Dicha selección puede ser 
especialmente importante antes de 
la primera ejecución de producción 
de un nuevo dispositivo, cuando 
los PCBs adquiridos representan 
también la primera producción del/
los proveedor/es.

Placas en producción. Una 
estrategia tradicional de asegura-
miento de la calidad (QA) espe-
cialmente en empresas donde las 
tolerancias de fabricación están 
estrictamente controladas y los 
defectos son mínimos- consiste 

La proyección de placas de circuitos utilizando una cámara 
térmica puede ayudar a asegurar que la calidad es consis-
tente.

La comprobación de cada prototipo con alimentación 
mediante una termografía puede revelar una variedad 
de escenarios.

Fluke TiX580

http://www.fluke.es/
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de garantía resultantes. Un inge-
niero electrónico de la compañía 
descubrió durante una prueba de 
rutina de PCBs para una nueva línea 
de impresoras que un gran número 
de las placas estaban sobrecalen-
tando y disparando los dispositivos 
de protección. La investigación adi-
cional encontró que las virutas del 
conductor del motor en las placas 
defectuosas estaban calientes al 
tacto. El ingeniero aseguró una 
cámara de imágenes térmicas y 
descubrió que el chip del motor 

estaba sobrecalentado, pero sólo 
en el 25 por ciento de las unidades. 
Después de usar la termografía 
para aislar las placas defectuosas, 
el ingeniero determinó que las uni-
dades que funcionaban mal eran 
todas de uno de los dos provee-
dores. Reportado en un informe 
que documentaba el problema, el 
proveedor envió nuevas placas.

La conclusión es la siguiente: 
El uso de imágenes térmicas para 
observar los patrones de calor ge-
nerados por los PCBs permite a 

los ingenieros corregir defectos de 
diseño o fabricación y, en última 
instancia, mejorar los productos y 
los procesos utilizados para crear-
los. Los fabricantes de PCBs y los 
fabricantes de equipos que utilizan 
PCBs han desplegado con éxito 
imágenes térmicas para monitorear 
las tarjetas de circuitos en ruta para 
maximizar la eficiencia de la pro-
ducción, minimizando el tiempo 
de salida al mercado y evitando 
recargas costosas y problemas de 
garantía. 

Fluke Ibérica, S.L.

Avda. de la Industria, 32
28108 - Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
e-mail: info.es@fluke.com
Acceso a Internet: www.fluke.es

Keeping your world up and running.™

Una estrategia de compras: compartir la tecnología
 
¿Cree que una cámara térmica para la comprobación de las placas de circuito impreso es justo 

lo que usted necesita para hacer su trabajo más fácil y más eficiente, pero está preocupado de 
que su jefe no conseguirá una cámara lo suficientemente precisa para hacer el trabajo por usted? 
Luego considere discutir las capacidades de la termografía con el ingeniero de planta de su em-
presa, el administrador de instalaciones, el gerente de mantenimiento y cualquier otra persona 
de su organización responsable de mantener el equipo de producción; el techo y el resto del 
edificio; y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los ahorros alcanzables 
mediante la termografía en el mantenimiento de edificios y equipos están bien documentados, 
y una cámara térmica de gama alta es más asequible cuando su coste y uso se comparte entre 
tres o cuatro departamentos.

IR-Fusion™

IR-Fusion permite al operador de una cámara térmica fusionar juntos en la pantalla de la cámara 
una imagen de luz infrarroja y visible de una PCB. De hecho, utilizando un imager con IR-Fusion, 
un técnico puede ver imágenes en una gama de modos, desde una imagen completamente in-
frarroja hasta una imagen de luz completamente visible o una imagen “mezclada” en cualquier 
proporción intermedia. Además, la capacidad de IR-Fusion permite al operador utilizar un modo 
de imagen en el que un marco de referencia de luz visible 
rodea un portal IR. Las cámaras con IR-Fusion también 
tienen un modo de “IR / Alarma Visible” en el que las 
temperaturas arriba, abajo o entre un rango especificado 
se muestran en formato IR mientras el resto de la imagen 
está en el formato de luz visible. El propósito de cada uno 
de estos modos es proporcionar detalles de luz visible 
que permitan a los operadores identificar más fácilmente 
componentes específicos en placas de circuito impreso.

http://bit.ly/1TY5lnd
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La clave para establecerse con 
cierta presencia en un mercado 
nuevo con una nueva tecnología, 
es construir esa tecnología sobre 
una base sólida. Para la plataforma 
Synergy de Renesas esa base firme 
es una nueva familia de micro-
controladores (MCU) altamente 
escalable, compatible y eficiente 
energéticamente.

Los diseñadores presienten que 
las nuevas aplicaciones de siste-
mas embebidos que encajan en el 
emergente y creciente mercado del 
IoT, necesitan una familia de micro-
controladores altamente escalable, 
compatible de forma ascendente y 
que combine alto rendimiento a un 
precio competitivo con característi-
cas de alto rendimiento.

La familia de micros Synergy de 
Renesas, ha sido diseñada desde 
cero para servir a éste propósito. El 
núcleo se basa en la familia ARM® 
Cortex®-M y esta nueva familia 

combina el extremo bajo consumo 
con un excelente comportamiento 
determinístico en encapsulados 
pequeños.

Variadas opciones de 
conectividad

El rango de posibles aplicaciones 
integradas para estos nuevos mi-
crocontroladores va desde simples 
etiquetas diseñadas para grapar 
en la oreja del ganado, hasta la 
monitorización de electrodomésti-
cos caseros. Dada la gran variedad 
de requerimientos en diferentes 
aplicaciones, la elaboración del 
conjunto de características para 
seleccionar el micro correcto, no es 
una tarea fácil. Pero algunas fun-
ciones son claramente esenciales. 
Como por ejemplo la conectividad.

La mayoría de los micros para 
el mercado de aplicaciones embe-
bidas, suministran hoy en día una 

base de periféricos que incluyen 
una amplia gama de opciones de 
conectividad. Los micros Synergy 
de Renesas van un paso más allá. 
El micro más potente en la cúspide 
de la gama, por ejemplo, ofrece 
dual Ethernet con sincronización 
IEEE-1588, USB HS y muchos más 
periféricos “serie” como son UART, 
IIC, SPI, IrDA, QSPI, SSI, SDHI y 
CAN. Como las aplicaciones de sis-
temas integrados y aplicaciones de 
IoT se mueven cada vez más hacia 
el borde de la red, donde los siste-
mas a menudo miden el entorno, 
los periféricos analógicos juegan 
cada vez más un papel crucial. Para 
satisfacer esta necesidad los micros 
Synergy de Renesas añaden un am-
plio set de conversores analógico-
digital y digital-analógico, compa-
radores analógicos y sensores de 
temperatura. Además los micros 
Synergy de Renesas añaden gran 
variedad de funciones de tempori-
zación que son usados típicamente 
en aplicaciones de control de mo-
tor y control industrial.

Escalabilidad y compa-
tibilidad

La puesta a tiempo de un pro-
ducto en el mercado, es un factor 
esencial para el éxito de cualquier 
empresa. La habilidad de reusar 
el hardware y el software en un 
proyecto, ayuda a los equipos de 
diseño a acortar los tiempos de 
desarrollo. Los micros Synergy de 
Renesas, están construidos desde 
sus inicios para proporcionar, sin 
ningún temor, la escalabilidad y 
compatibilidad de los periféricos 
a lo largo de todos sus productos, 
permitiendo a los clientes ampliar 
la reutilización de periféricos co-
munes basados en un mapa de 
memoria constante. 

La escalabilidad de los micro-
controladores permite a los clientes 
migrar fácilmente de un producto 
a otro de la misma familia o entre 
distintas familias. Y el uso del di-
seño de encapsulados concéntricos 
proporciona a los clientes la facili-
dad de migrar de un encapsulado 
a otro con cambios mínimos en el 
hardware. Además, la arquitectura 
común basada en núcleos ARM® 
Cortex®-M permite la migración 
del código sin miedo, a través de 
toda la familia de microcontro-
ladores Synergy de Renesas. En 
conjunto estas características co-
munes convierten a la plataforma 
Synergy de Renesas en una solución 
verdaderamente escalable y com-
patible, permitiendo a los clientes a 
maximizar el uso del Software y del 
hardware y, en el proceso, acortar 
el tiempo de desarrollo y reducir el 
tiempo de puesta en el mercado.

Enfocados en seguri-
dad

Dado el papel fundamental que 
desempeña la conectividad en cada 
diseño del IoT, soluciones a cual-
quier nivel de la red son vulnerables 
frente a ataques malintencionados. 
Las amenazas pueden ocurrir en 

cada etapa del ciclo de la vida del 
producto. Durante la fabricación 
un empleado poco honesto, po-
dría clonar firmware o clonar la 
configuración de seguridad de un 
producto. 

Una vez que el producto en-
tra en el terreno de los hackers, 
podrían sustituir el firmware por 
programas maliciosos o aprove-
char una sesión de actualización 
de software para inyectar malware 
en un sistema. Y si los parámetros 
del sistema se pierden, el firmware 
podría ser susceptible de escuchas 
y ataques. Claramente los diseña-
dores deben abordar una amplia 
gama de potenciales problemas 
de seguridad, no sólo para asegu-
rar la integridad de su producto, 
sino también para tranquilizar a 
los consumidores potenciales antes 
de que lo compren en este nuevo 
mercado.

Para proteger sistemas embebi-
dos frente a estas amenazas, los 
microcontroladores Synergy de 
Renesas añaden significativas ca-
pacidades de seguridad en el hard-
ware, para ser menos susceptibles 
a ataques. Como ejemplo, cuando 
se fabrica cada MCU de la línea 
de producto Synergy de Renesas, 
se les asigna un identificador úni-

co de 128-Bits, que podría usarse 
para generar claves para proteger 
aplicaciones y ayudar al suministro. 
Renesas Synergy incluye un chip 
generador de números aleatorios 
para su uso con especificaciones 
estándares de la industria, como 
los generadores de bit aleatorios 
deterministas NIST SP800-90 (DR-
BGs). Muchos de los MCU disponen 
de unidades de protección de me-
moria (MPUs) para hacer lecturas 
o escrituras protegidas en toda 
el área del mapa de memoria di-
reccionable. Los desarrolladores 
pueden utilizar esta característica 
para crear una región segura que 
está protegida del acceso malinten-
cionado. También dispone de ca-
racterísticas de aceleradores hard-
ware para criptografía simétrica y 
asimétrica así como HASH.

Serie S1 para aplica-
ciones de ultra bajo 
consumo

En el mercado de baja gama 
y bajo consumo donde se espera 
que emerjan, muchas aplicacio-
nes integradas y de IoT, Renesas 
ha seleccionado el núcleo ARM® 
Cortex®-M0+. Optimizado para 
aplicaciones alimentadas por bate-
rías, el núcleo ARM® Cortex®-M0+ 
combina la tecnología punta de 
la arquitectura del bajo consumo 
con los modos de bajo consumo, 
tiempos de despertar más rápidos 
y bajo consumo de periféricos.

Utilizando estas capacidades los 
ingenieros de Renesas han desa-
rrollado la Serie S1 de microcon-
troladores para muy bajo consu-
mo, integración sensible al coste 
y aplicaciones de IoT, donde los 
desarrolladores estén considerando 
la migración de soluciones de 8 o 
16 bits. Con estos nuevos dispo-
sitivos tienen ahora acceso a los 
recursos de procesamiento de un 
MCU de 32 bits. Fabricado me-
diante un proceso de tecnología 
de 130 nm de bajo consumo, los 
microcontroladores de la Serie S1 
disipan de una forma excepcional 
el bajo consumo tanto en modo 
espera como de funcionamiento. 
Los rangos de memoria para los 
dispositivos iniciales se extienden 
hasta 128 KB de Flash, 4 KB de 
dataFlash y 16 KB de SRAM.

Autor: Óscar Alonso 
Estradé, Field Applica-
tions Engineer, Senior 
Engineer, Industrial Bu-
siness Group, Renesas 
Electronics Europe

Gráfica 1. Renesas Synergy protección de seguridad

Gráfica 2. Basado en el núcleo ARM® Cortex®-M0+, los microcontroladores Synergy de 
Renesas de la Serie S1, representado aquí por el dispositivo S124, ofrecen una solución ideal 
para bajo consumo, aplicaciones integradas sensibles al coste y aplicaciones de IoT.

La nueva familia de microcontroladores combina escalabilidad y eficiencia 
energética con extensas capacidades periféricas.

http://www.renesas.com/
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Serie S3 para aplica-
ciones de Alta eficien-
cia

Los primeros dispositivos de la 
serie S3 están basados en un nú-
cleo ARM® Cortex®-M4 CPU a 
48MHz y destinados a aplicaciones 
que requieran mayor nivel de inte-
gración que los núcleos basados en 
ARM® Cortex®-M0+ de la serie 
S1. Fabricado en la misma tecno-
logía de bajo consumo de 130nm 
que la serie S1, la serie S3 añade 
hasta 124 GPIOs y una memoria 
mayor que puede llegar hasta 1Mb 
de Flash, 16Kb de Dataflash y hasta 
192 Kb de SRAM.

Las aplicaciones emergentes que 
usan IoT requieren mayor nivel de 
seguridad. La serie S3 ofrece esen-
cialmente bloques constructivos 
de seguridad y encriptación tales 
como GHASH, AES y True RNG. 
Además, las características de la se-
rie S3 incluyen controlador flexible 
de segmentos LCD y alta precisión 
de periféricos analógicos como un 
conversor A/D de 14 bits. Finalmen-
te los amplificadores operacionales 
y los comparadores analógicos de 
alta velocidad, hacen de la serie de 
micros S3 una solución ideal para 
aplicaciones constructivas de IoT.

Serie S5 para aplica-
ciones de Alta Inte-
gración

Para aplicaciones de mayor ren-
dimiento, la serie de micros S5 
usa un núcleo basado en ARM® 
Cortex®-M4 que va de 100 MHz a 
200MHz. Focalizada en aplicacio-
nes embebidas más complejas, la 
serie S5 ofrece una memoria inte-
grada de hasta 2Mb de Flash, 64Kb 
de Dataflash y 640Kb de SRAM. 
La serie S5 ofrece también un alto 
nivel de encriptación para aplica-
ciones de IoT. 

Las características de estos dis-
positivos son: True RNG, AES, DES/
ARC, RSA/DSA y funciones Has-
hing. Enriquecido con periféricos 
de conectividad como controlador 
de Ethernet, USB HS y QSPI hacen 
de los dispositivos S5 ideales para 
aplicaciones económicas de HMI en 
aplicaciones del mercado que nece-
siten controlador Grafico LCD, con 
motor gráfico 2D y Codec JPEG.

Gráfica 3. Para mayores niveles de integración, la serie S3 de Renesas, representada aquí por el 
dispositivo S3A7, ofrece más memoria y un amplio rango de periféricos mayores que la serie S1.

Gráfica 4. Con una memoria integrada de hasta 2 MB de Flash, y con una extensa gama de 
capacidades de conectividad y seguridad, la Serie S5 Synergy de Renesas ofrece una plata-
forma ideal para mayores prestaciones en aplicaciones embebidas. Los productos iniciales 
del S5 aún están en la fase de planificación, en el momento de escribir este artículo, pero las 
prestaciones de los productos individuales se irán revelando a medida que estén disponibles.

Serie S7 para aplica-
ciones de Altas Pres-
taciones

En la cúspide del espectro de 
rendimiento se encuentran los dis-
positivos iniciales de la serie S7, 
que ofrecen un alto rendimiento 
a 240 MHz basados en un núcleo 
ARM® Cortex®-M4. 

Esta serie de microcontrolado-
res presenta una amplia gama de 
periféricos y significativamente con 
más memoria embebida en el chip, 
liderando así la industria, con 4Mb 
de código en flash, 64Kb de Data-
flash y 640Kb de SRAM, fabricado 
mediante un proceso de alto ren-
dimiento de 40 nm. 

Estos recursos adicionales darán 
a los desarrolladores de sistemas 
embebidos substanciales opcio-
nes en nuevos diseños, particu-
larmente cuando sus soluciones 
requieran más recursos de memoria 
para amortiguar mensajes largos 
en aplicaciones de alta velocidad, 
realizar cálculos en segundo plano 
o ejecutar múltiples aplicaciones 
simultáneamente.

Los dispositivos de la Serie S7 
son ideales para aplicaciones que 
requieran un alto nivel de seguri-
dad y encriptación. Las caracterís-
ticas que estos dispositivos incluyen 
son: True RNG, AES, DES/ARC, RSA/
DSA y funciones Hashing. Además 
del alto rendimiento, la familia S7 
ofrece grandes velocidades, gran 
precisión en los periféricos ana-
lógicos, como los comparadores 
analógicos de alta velocidad y con-
versores ADC de 12bits con un ex-
celente muestreo a 2.5Msps. 

La serie S7 dispone de múltiples 
opciones de conectividad, que in-
cluye USB HS, controlador dual de 
Ethernet y QSPI, que combinado 
con el controlador gráfico de LCD 

integrado y motor gráfico de 2D 
con códec JPEG, hacen un conjunto 
ideal de esta serie S7 para aplica-
ciones HMI, automatización indus-
trial y aplicaciones embebidas.

Conclusión

La plataforma de Renesas Syner-
gy promete transformar el proceso 
de diseños embebidos, al eliminar 
muchas de las funciones de inte-
gración de hardware y software 
tradicionales y liberar al diseñador, 
para que invierta más tiempo inno-
vando. Para lograr este objetivo, 

además, los diseñadores de siste-
mas tienen una amplia gama de 
MCU compatibles y escalables para 
optimizar la reutilización de soft-
ware y hardware. Construido sobre 
los avances de bajo consumo de 
los núcleos de ARM® Cortex®-M 
CPU y desarrollado para una amplia 
gama de funciones de conectivi-
dad, seguridad física y seguridad 
cibernética. 

La familia de micros de Renesas 
Synergy, ofrece una plataforma in-
tegrada para construir las siguien-
tes generaciones de soluciones 
embebidas e IoT.  

Gráfica 5. La serie de micros S7 de Renesas Synergy está basado en un núcleo ARM® 
Cortex®-M4 de 240MHz e integra hasta 4 MB de código Flash. Se representa aquí el su-
perset del S7G2, que es ideal para aplicaciones en las que se exigen los más altos niveles de 
rendimiento y seguridad.

http://www.renesas.com/
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Respetar las medidas con precisión con 
los sensores Visión 3D de SICK

www.sick.com

Artículo cedido por Sick

Controles de altura e integridad; 
medición del volumen, el grosor y 
las dimensiones; comprobación de 
la integridad en recipientes; recuen-
to y posicionamiento de objetos. El 
TriSpector1000 es configurable y 
permite a los integradores y usua-
rios finales implementar las tareas 
de inspección más diversas de un 
modo rápido, sencillo y con un alto 
nivel de disponibilidad. 

Todo ello tanto en procesos rá-
pidos y bajo condiciones ambien-
tales adversas como con una gran 
variación de las piezas, propiedades 
complejas de los objetos o los re-
quisitos de precisión más exigen-
tes. El procesamiento de imágenes 

ya está integrado en el TriSpec-
tor1000: proporciona hasta 2.000 
perfiles 3D por segundo. El sensor 
Visión 2D convierte directamente 
estos resultados de medición de 
alta resolución en valores en mm y 
los entrega en tiempo real a través 
de la interfaz Gigabit Ethernet. Gra-
cias a ello, el TriSpector1000 ofrece 
todas las posibilidades para realizar 
controles de calidad inteligentes, 
con los que se pueden garantizar, 
documentar e incluso rastrear per-
fectamente productos y procesos, 
por ejemplo en sectores como el 
de los bienes de consumo y el del 
embalaje.

Comprobación 3D de 
bienes de consumo y 
embalajes

La inspección y el control ópticos 
de mercancías y embalajes sirve, 
entre otras cosas, para detectar con 
fiabilidad características incorrectas 
de los productos, unidades de em-
balaje incompletas o marcas iden-
tificativas insuficientes. Para ello, la 
seguridad de los productos –y por 
tanto de los consumidores– es, en 
muchos casos, el aspecto decisivo. 

El TriSpector1000 ofrece la po-
sibilidad de llevar a cabo una gran 
variedad de inspecciones fiables en 
3D de dimensiones, calidad e inte-
gridad en la industria alimentaria, 
farmacéutica y de embalajes. El 
sensor Visión 2D incorpora la tec-
nología adecuada para todo ello: 
cuenta con una carcasa de alumi-
nio anodizado, ofrece dos tipos de 
protección a elegir, IP 65 o IP 67, y 
está disponible con pantalla fron-
tal de vidrio o de plástico PMMA 

a prueba de roturas. Gracias a la 
triangulación láser, la medición no 
depende de factores del producto 
como el color, la forma, el brillo, la 
luminosidad, el diseño, la estruc-
tura de la superficie o la posible 
humedad superficial. 

Además, con este sensor Visión 
2D pueden detectarse datos de in-
tensidad que permiten supervisar la 
presencia de etiquetas o modelos 
impresos.

TriSpector1000: con-
figuración sencilla y 
segura de tareas de 
inspección

Para poder implementar de for-
ma óptima diferentes tareas de 
inspección y requisitos de integra-
ción, la gama de productos TriSpec-
tor1000 ofrece tres variantes para 
tres áreas de trabajo diferentes: de 
56 mm a 116 mm, de 141 mm a 
514 mm y de 321 mm a 1.121 mm. 
El concepto de carcasa única ga-
rantiza una situación de medición 
geométrica, estable e inequívoca 
para cada aplicación. 

La detección de imágenes 3D 
de objetos en movimiento median-
te triangulación láser no solo es 
independiente de las propiedades 
de los objetos antes mencionadas, 
sino también de las influencias del 
fondo y de las situaciones de ilu-
minación y luz artificial. Gracias a 
ello, los integradores y los usuarios 
finales pueden ajustar prácticamen-
te todos los procesos de inspección 
paso a paso con poco esfuerzo. 

La versión adecuada del TriSpec-
tor1000 se selecciona y se monta de 
acuerdo con la situación de mon-

Autor: Xavier Marzá, 
Head of Product Ma-
nagement, SICK Optic-
Electronic, S.A.

taje o la distancia de trabajo. La 
interfaz de configuración permite 
visualizar el ajuste y la alineación de 
la ventana de medición, así como la 
exploración láser. La velocidad de 
desplazamiento del dispositivo de 
transporte se detecta mediante en-
coders y el TriSpector1000 la toma 
automáticamente para calcular los 
perfiles 3D. 

Sensor configurable 
basado en cámara con 
“caja de herramientas 
integrada”

En el siguiente paso, las cuatro 
herramientas de análisis de imáge-
nes que integra el TriSpector1000 
(localizador de formas, herramienta 
de área, herramienta de plano o 
localizador de regiones) se ajustan 
de un modo flexible y sencillo me-
diante el software de configuración 
SOPAS de SICK. Estas herramientas 
ofrecen una gran variedad de po-
sibilidades de inspección. Con el 
localizador de formas, se establece 
la forma en 3D de un objeto, por 
ejemplo, una caja de galletas, me-
diante una imagen de referencia 
que TriSpector1000 debe reconocer 
durante el proceso. La herramienta 
de área del Visión 2D mide si las 
piezas están presentes y, en caso 
afirmativo, si lo están en la cantidad 
o la altura correctas. 

Para ello, esta herramienta usa la 
posición y la alineación detectadas 
por el localizador de formas, por 
ejemplo de una caja, para colocar 
la ventana de medición en el punto 
correcto del objeto. 

La herramienta de plano es ideal 
para las tareas de inspección en 
las que debe calcularse y evaluarse 
con seguridad y en milisegundos 
el ángulo de superficies (p. ej., un 
tapón correctamente roscado). Con 
el localizador de regiones, TriSpec-
tor1000 localiza objetos dentro de 
un área definida por el usuario, 
independientemente de su forma. 
Esto permite, por ejemplo, com-
probar con seguridad la presencia 
de diferentes piezas en la bandeja 
de clasificación de cajas plegables 
y garantizar la integridad de la uni-
dad de embalaje al completo. 

En caso de que falten piezas en 
el contenido previsto o de que haya 
demasiadas piezas en la bandeja, 

valiosa que puede utilizarse actual-
mente y en el futuro en las fábricas 
inteligentes para realizar un control 
autónomo de los procesos. Por tan-
to, el procesamiento de imágenes 
en el entorno de la Industria 4.0 es 
mucho más que una “visión”: es 
una tecnología “habilitadora”con la 
que los sistemas de producción ci-
berfísicos (CPPS) pueden optimizar-
se de forma autónoma, por ejem-
plo, como equipos inteligentes, y, 
de esta forma, permiten garantizar 
la calidad y controlar la producción 
con capacidad de reacción y según 
las necesidades de los procesos. 

El TriSpector1000 ofrece las fun-
cionalidades necesarias para detec-
tar, medir, evaluar y comunicar de 
una forma inteligente, con lo que 
permite llevar a cabo controles de 
calidad y de procesos adaptados al 
futuro en el ámbito de la Industria 
4.0.  

se transmite un estado incorrec-
to. Esto permite tanto detectar los 
errores en los pasos de alimen-
tación anteriores como evitar las 
causas de averías en el proceso 
posterior, por ejemplo, al cerrar los 
embalajes. 

La duplicidad de la con-
figuración mejora la 
rentabilidad y la dispo-
nibilidad

El procesamiento de imágenes 
integrado, la calibración de fábrica 
de la salida de datos en 3D y la 
presentación inequívoca de valo-
res medidos en milímetros permi-
ten duplicar parametrizaciones y 
datos almacenados específicos de 
cada aplicación. De este modo, 
los fabricantes de máquinas y los 
integradores pueden duplicar de 
forma rápida y sencilla las tareas 
de inspección idénticas. 

En caso de avería, los usuarios 
finales pueden sustituir los dispo-
sitivos sin perder tiempo, usando 
las parametrizaciones y los datos 
guardados, lo que minimiza las 
paradas de procesos y optimiza la 
disponibilidad y el rendimiento de 
la instalación.

TriSpector1000: more 
than (a) vision

El procesamiento de imágenes 
en el ámbito industrial se ha de-
sarrollado como una de las tecno-
logías clave en la automatización 
industrial para el control de la pro-
ducción y de la calidad. Por con-
siguiente, los lectores de códigos 
basados en cámaras, los sensores 
Visión 2D y los sistemas de proce-
samiento de imágenes ganan cada 
vez más protagonismo en la gama 
de productos de SICK. 

Con los datos y valores medidos 
que generan los sensores Visión 2D 
como el TriSpector1000 y su cone-
xión en tiempo real con buses de 
campo, proporcionan información 

Un sensor Visión 3D con diseño industrial: el TriSpector1000 de SICK. Esta solución 
autónoma, dotada de herramientas de comprobación inteligentes, es adecuada para 
un gran número de aplicaciones destinadas al control de calidad de bienes de consu-
mo y embalajes. El sensor de procesamiento de imágenes convence por su increíble 
resolución para la detección de las características más insignificantes, por su sencillez 
de configuración y manejo, y por ofrecer valores medidos en mm que pueden usarse 
directamente en todas las dimensiones de comprobación. Finalmente, gracias a su 
modo de trabajo autónomo y a su interfaz Gigabit Ethernet, ofrece la posibilidad de 
integrar procesos en el marco de la Industria 4.0.

TriSpector 1000 de SICK para la detección y la evaluación directas de 
imágenes 3D

El sensor Visión 3D es idóneo para el análisis de formas, volúmenes o la 
posición 3D de objetos.

http://www.sick.com/
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com

http://bit.ly/1WvCP0h
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Enfréntese a los desafíos más exigentes 
con el nuevo ¸RTO2000 (desde 600 
MHz hasta 6 GHz):
❙  Encuentre rápidamente los fallos en la 

señal con 1 Millón de formas de onda/s
❙  Con el disparo por zonas, aisle facilmente 

los eventos en el dominio de tiempo y 
frecuencia.

❙  Análisis de espectro multicanal  
para el análisis de correlación. 

❙  Manejo rápido gracias al SmartGrid  
y la pantalla táctil capacitiva  

Para más información:
www.scope-of-the-art.com/ad/rto

La solución
El Nuevo ¸RTO

Su necesidad 
Un osciloscopio 
con excelentes 
prestaciones para 
finalizar su tarea a 
tiempo. 

Convierta sus señales en éxito.

Multi
Domain

http://bit.ly/2hiDhfu
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